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(57) Abstract: In different embodiments, an
optoelectronic component device (100) comprises: a
plurality of optoelectronic components (104) arranged to
produce and/or absorb electromagnetic radiation (102);
and a reflector (110) which is disposed in the beam path
of the electromagnetic radiation from the plurality of
optoelectronic components (104) and comprises a surface
(112) which reflects at least some of the electromagnetic
radiation (102) produced. The plurality of optoelectronic
components (104) surround the reflector (110) at least
partially or are at least partially surrounded by the
reflector (110). The reflector (110) is arranged such that it
reflects produced electromagnetic radiation such that a
predetermined field distribution of the reflected
electromagnetic radiation is formed in the image plane of
the optoelectronic component device (100).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Optoelektronische Bauelementevorrichtung, Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung und
Verfahren zum Betreiben einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen wird eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung (100), die optoelektronische Bauelementevorrichtung (100) aufweisend: mehrere
optoelektronische Bauelemente (104), eingerichtet zum Bereitstellen und/oder Aufnehmen von elektromagnetischer Strahlung
(102); einen Reflektor (110), der im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung der mehreren optoelektronischen
Bauelemente (104) angeordnet ist, und der eine wenigstens teilweise beziiglich der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung
(102) reflektierende Oberfldche (112) aufweist; wobei die mehreren optoelektronischen Bauelemente (104) den Reflektor (110)
wenigstens teilweise umgeben oder wenigstens teilweise von dem Reflektor (104) umgeben sind; und wobei der Retlektor (110)
derart eingerichtet ist, dass er eine bereitgestellte elektromagnetische Strahlung derart reflektiert, dass eine vorgegebene
Feldverteilung der reflektierten elektromagnetischen Strahlung in der Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
(100) ausgebildet wird.
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Beschreibung

Optoelektronische Bauelementevorrichtung, Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
und Verfahren zum Betreiben einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung

In verschiedenen Ausfihrungsformen werden optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, ein Verfahren zum Herstellen
optoelektronischer Bauelementevorrichtungen und ein Verfahren
zum Betreiben einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung

bereitgestellt.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2012 109 131.5, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.

In einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung kann
elektromagnetische Strahlung von einem optoelektronischen

Bauelement bereitgestellt und/oder aufgenommen werden.

Ein optoelektronisches Bauelement, das elektromagnetische
Strahlung bereitstellt, kann beispielsweise eine Leuchtdiode

(light emitting diode - LED) sein.

Ein optoelektronisches Bauelement, das elektromagnetische
Strahlung aufnimmt, kann beispielsweise ein Fotodetektor

sein.

Bei einem herkdmmlichen Verfahren zum Erhdhen der
bereitstellbaren und/oder aufnehmbaren elektromagnetischen
Strahlung einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
wird die Abmessung eines einzelnen optoelektronischen

Bauelementes skaliert.

Das Skalieren einzelner optoelektronischer Bauelemente,

beispielsweise einzelner LEDs, ist jedoch nur bis zu einem
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bestimmten MaBle technisch sinnvoll. Will man beispielsweise
die Intensitdt bereitgestellter elektromagnetischer Strahlung
erhdhen, d.h. die Lichtleistung weiter steigern, kd&nnen
mehrere optoelektronische Bauelemente in einer
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise

einem LED-Modul, gebiindelt werden.

FEine solche optoelektronische Bauelementevorrichtung kann
beispielsweise kompakter und kostenglinstiger realisiert
werden, wenn die optoelektronischen Bauelemente,
beispielsweise lichtemittierenden Halbleiterchips, d.h. die
elektromagnetische Strahlung bereitstellenden
optoelektronischen Bauelemente, direkt auf einem gemeinsamen

Substrat (Chip-on-board) ausgebildet werden.

Um mit mehreren optoelektronischen Bauelementen eine homogene
Lichtverteilung (Helligkeit und Farbe des Lichtspots) zu
erzielen, ist herkdmmlich ein groBer technischer Aufwand
notwendig, beispielsweise mittels Verwendens wvon
Sekunddroptiken im Lichtweg der optoelektronischen
Bauelemente, beispielsweise Linsen, beispielsweise batwing-
Linsen und/oder Reflektoren, beispielsweise Spiegeln;

beispielsweise auf jeder einzelnen Leuchtdiode.

Bisher wird versucht das Licht einzelner optoelektronischer
Bauelemente so zu streuen, dass ein homogenes
Erscheinungsbild entsteht. Dazu wird ein Diffusormaterial in
den Lichtweg der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

eingebracht.

Das Diffusormaterial kann beispielsweise dem Verguss der
optoelektronischen Bauelemente beigemischt werden oder als
Diffusor—-Platten auf die optoelektronischen Bauelemente, das
heilt im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung der

optoelektronischen Bauelemente, aufgebracht werden.
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FEine Mehrfachstreuung der elektromagnetischen Strahlung in
dem Diffusormaterial kann zu einem Effizienzverlust der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung fihren.

Mittels der Riickstreuung von elektromagnetischer Strahlung
auf die optoelektronischen Bauelemente kann die Effizienz der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung abhdngig von der

Reflektivitat der optoelektronischen Bauelemente werden.

Die Abstrahlcharakteristik der optoelektronischen Bauelemente
kann mittels der Verwendung von Diffusormaterialien
aufgeweitet werden. Gleichzeitig kann die Richtwirkung der
elektromagnetischen Strahlung, die von einem
optoelektronischen Bauelement bereitgestellten wird,

signifikant reduziert werden.

In herk&mmlichen optoelektronischen Bauelementevorrichtungen
wird teils technisch aufwdndig versucht, beispielsweise
mittels Reflektoren, beispielsweise die Richtwirkung
wiederherzustellen, wodurch es zu weiteren Effizienzverlusten
kommen kann. Beispielsweis kann mittels maBgeschneiderter,
refraktiver Bauelemente (sekunddr Optiken) die Lichtmischung
planar angeordneter optoelektronischer Bauelemente verbessert
werden, beispielsweise mittels eines Schalenmischers (Shell-
Mixer). Mittels des zusdtzlichen optischen Bauelements wird
das Herstellen der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
aufwendiger und die Effizienz mittels Fresnel-Reflektionen
reduziert. Weiterhin kann die &dsthetische Gestaltungsfreiheit
(Designfreiheit) der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung eingeschrankt sein.

Ein weiteres herkdmmliches Verfahren der Strahlformung bzw.
das Erzeugen eines bestimmten Beleuchtungsmusters
beispielsweise einer Bildprojektionen oder beim
Abblendlicht/Fernlicht, ist das direkte Abbilden des

optoelektronischen Bauelementes mittels einer abbildenden
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Optik, beispielsweise einem Parabolspiegel. Auch hier kann

eine Durchmischung erst auf dem beleuchteten Objekt erfolgen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen werden optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, ein Verfahren zum Herstellen
optoelektronischer Bauelementevorrichtungen und ein Verfahren
zum Betreiben einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
bereitgestellt, mit denen es mdglich ist eine kompakte, auf
einfache Weise skalierbare optoelektronische
Bauelementevorrichtung auszubilden und zu betreiben.

Mit einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung gemdal
verschiedenen Ausfiihrungsformen kann mittels eines Auslenkens
eines optoelektronischen Bauelementes und/oder eines
Reflektors eine flexible Form einer homogenen Feldverteilung
der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in der
Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
ausgebildet werden. Weiterhin kann mit der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung eine gute Farbmischung bei geringem
Effizienzverlust erreicht werden, wobeli der Ort des
Bereitstellens der elektromagnetischen Strahlung und der Ort
des Mischens der elektromagnetischen Strahlung rdumlich

voneinander getrennt sein kdnnen.

Fine kompakte Bauform der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung gemdal verschiedenen Ausgestaltungen,
beispielsweise einer Beleuchtungsvorrichtung, kann verstanden
werden als eine geringe geometrische Abmessung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung fiir einen

vorgegebenen, bereitzustellenden Lichtstrom.

Weiterhin kann unter einer kompakten Bauform eine
Beleuchtungsvorrichtung verstanden werden, die bei einer
gegebenen Abmessung der Vorrichtung einen hohen Lichtstrom

und eine hohe Effizienz erreicht.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem organischen

Stoff eine, ungeachtet des jeweiligen Aggregatzustandes, in
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chemisch einheitlicher Form vorliegende, durch
charakteristische physikalische und chemische Eigenschaften
gekennzeichnete Verbindung des Kohlenstoffs verstanden
werden. Weiterhin kann im Rahmen dieser BReschreibung unter
einem anorganischen Stoff eine, ungeachtet des jeweiligen
Aggregatzustandes, in chemisch einheitlicher Form
vorliegende, durch charakteristische physikalische und
chemische Eigenschaften gekennzeichnete Verbindung ohne
Kohlenstoff oder einfacher Kohlenstoffverbindung verstanden
werden. Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem
organisch—-anorganischen Stoff (hybrider Stoff) eine,
ungeachtet des jeweiligen Aggregatzustandes, in chemisch
einheitlicher Form vorliegende, durch charakteristische
physikalische und chemische Eigenschaften gekennzeichnete
Verbindung mit Verbindungsteilen die Kohlenstoff enthalten
und frei von Kohlenstoff sind, verstanden werden. Im Rahmen
dieser Beschreibung umfasst der Begriff ,Stoff” alle oben
genannten Stoffe, beispielsweise einen organischen Stoff,
einen anorganischen Stoff, und/oder einen hybriden Stoff.
Weiterhin kann im Rahmen dieser Beschreibung unter einem
Stoffgemisch etwas verstanden werden, was Bestandteile aus

zwel oder mehr verschiedenen Stoffen besteht, deren

Bestandteile beispielsweise sehr fein verteilt sind. Als eine

Stoffklasse ist ein Stoff oder ein Stoffgemisch aus einem
oder mehreren organischen Stoff(en), einem oder mehreren
anorganischen Stoff(en) oder einem oder mehreren hybrid
Stoff(en) zu verstehen. Der Begriff ,Material” kann synonym

zum Begriff ,Stoff* verwendet werden.

Als Leuchtstoff kann ein Stoff verstanden werden, der
verlustbehaftet elektromagnetische Strahlung einer
Wellenldnge in elektromagnetische Strahlung anderer
(ldngerer) Wellenldnge umwandelt, beispielsweise mittels
Phosphoreszenz oder Fluoreszenz. Die Energiedifferenz aus
absorbiertem elektromagnetischer Strahlung und emittierter
elektromagnetischer Strahlung kann in Phononen, d.h. Warme,

umgewandelt werden und/oder mittels Emission von
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elektromagnetischer Strahlung mit einer Wellenldnge

proportional zur Energiedifferenz.

3+
Ein Leuchtstoff kann beispielsweise Ce dotierte Granate wie
3+
YAG:Ce und LulAG, beispielsweise (Y, Lu)3(Al,Ga)s012:Ce ;

2+ 2+
Eu dotierte Nitride, beispielsweise CaAlSiN3:Eu ,

2+ 2+
(Ba,Sr)»SisgNg:Eu ; Eu dotierte Sulfdide, SIONe, SiAl1ON,

2+
Orthosilicate, beispielsweise (Ba,Sr)»2Si0Og:Eu ;
Chlorosilicate, Chlorophosphate, BAM
(Bariummagnesiumaluminat:Eu) und/oder SCAP, Halophosphat

aufweisen oder daraus gebildet sein.

Die Verbindung eines ersten KOrpers mit einem zweiten KOrper
kann formschlissig, kraftschliissig und/oder stoffschliissig
sein. Die Verbindungen k&nnen l1&sbar ausgebildet sein, d.h.
reversibel, beispielsweise eine Schraubverbindung, ein
Klettverschluss. Die Verbindungen koénnen jedoch auch nicht
16sbar ausgebildet sein, d.h. irreversibel, beispielsweise
eine Nietverbindung, eine Klebeverbindung. Eine nicht 1l&sbare
Verbindung kann nur mittels Zerstdrens der Verbindungsmittel

getrennt werden.

Bei einer formschliissigen Verbindung kann die Bewegung des
ersten Korpers von einer Fldche des zweiten KOrpers
beschrankt werden, wobei sich der erste Korper senkrecht,
d.h. normal, in Richtung der beschrdnkenden Fldche des
zweiten KOrpers bewegt. Ein Stift (erster Kérper) in einem
Sackloch (zweiter KOrper) kann beispielsweise in finf der

sechs Raumrichtungen in der Bewegung beschrankt sein.

Bei einer kraftschliissigen Verbindung kann zusdtzlich zu der
Normalkraft des ersten Kdrpers auf den zweiten Kdrper, d.h.
einem korperlich Kontakt der beiden K&rper unter Druck, eine
Haftreibung eine Bewegung des ersten Kdrpers parallel zu dem
zwelten KOrper beschrdnken. Ein Beispiel fir eine
Kraftschliissige Verbindung kann beispielsweise die

Selbsthemmung einer Schraube in einem komplementdr geformten
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Gewinde sein. Als Selbsthemmung kann ein Widerstand mittels

Reibung verstanden werden.

Bei einer stoffschliissigen Verbindung kann der erste KOrper
mit dem zweiten KOrper mittels atomarer und/oder molekularer
Krafte verbunden werden. Stoffschliissige Verbindungen k&nnen

haufig nicht 1l&sbare Verbindungen sein.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann ein optoelektronisches
Bauelement, welches elektromagnetische Strahlung
bereitstellt, als eine bedrahtete Leuchtdiode, aufliegende
Leuchtdiode (surface mounted device - SMD) oder chip-on-board

Leuchtdiode (Die) eingerichtet sein.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann ein Halbleiterchip, der
elektromagnetische Strahlung bereitstellen kann, als LED-Chip

verstanden werden.

FEin optoelektronisches Bauelement kann beispielsweise einen
Halbleiterchip der elektromagnetische Strahlung bereitstellt
aufweisen (bedrahtete LED, SMD) oder als ein Halbleiterchip
der elektromagnetische Strahlung bereitstellt eingerichtet

sein (chip-on-board).

Das optoelektronische Bauelement kann mit einem Substrat,
beispielsweise einem Trdger, beispielsweise einer Metallkern-
Leiterplatine, oder einem Geh&use schliissig, beispielsweise
stoffschliissig, formschliissig und/oder kraftschliissig

verbunden sein.

Auf oder iber dem Halbleiterchip kann eine Verpackung
(Package) bzw. ein Gehduse aufgebracht und/oder ausgebildet
sein. Die Verpackung kann beispielsweise, als Verkapselung,
optische Linse und/oder als Konverterelement ausgebildet

sein.
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Eine bedrahtete Leuchtdiode kann einen, Halbleiterchip
aufweisen, der elektromagnetische Strahlung bereitstellen
kann, beispielsweise einen LED-Chip. Der Halbleiterchip kann

beispielsweise mit einer Kunststoffkappe verkapselt sein.

Die Kunststoffkappe kann den LED Chip wahrend der Fertigung
und im Betrieb vor &uBeren, schddlichen Einfliissen,

beispielsweise Sauerstoff und/oder Wasser, schiitzen.

Eine aufliegende Leuchtdiode (SMD) kann einen LED-Chip in
einem Gehduse aufweisen. Das Gehduse kann mit einem Substrat

schliissig fixiert sein.

FEine chip-on-board-Leuchtdiode kann einen LED-Chip aufweisen,
der auf einem Substrat fixiert ist, wobei der LED-Chip weder

ein Gehduse noch Kontaktpads aufweisen kann.

Die einzelnen Halbleiterchips k&nnen beispielsweise auf einem
Substrat, beispielsweise einer Leiterplatine aufgebracht bzw.

ausgebildet werden.

Die Halbleiterchips kénnen mittels Kontaktpads mit der
Leiterplatine verdrahtet sein (wire bonding). Die Verdrahtung

kann beispielsweise mittels Gold-Dradhten erfolgen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung bereitgestellt, die
optoelektronische Bauelementevorrichtung aufweisend: mehrere
optoelektronische Bauelemente, eingerichtet zum Bereitstellen
und/oder Aufnehmen von elektromagnetischer Strahlung; einen
Reflektor, der im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung der mehreren optoelektronischen Bauelemente
angeordnet ist, und der eine wenigstens teilweise beziiglich
der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung
reflektierende Oberflidche aufweist; wobei die mehreren
optoelektronischen Bauelemente den Reflektor wenigstens

teilweise umgeben oder wenigstens teilweise von dem Reflektor
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umgeben sind; und wobei der Reflektor derart eingerichtet
ist, dass er eine bereitgestellte elektromagnetische
Strahlung derart reflektiert, dass eine vorgegebene
Feldverteilung der reflektierten elektromagnetischen
Strahlung in der Bildebene der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung ausgebildet wird.

In einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung ferner ein Substrat aufweisen; wobei
mehrere optoelektronische Bauelemente nebeneinander auf einer
fldchigen Oberfldche des Substrates angeordnet oder

aufgebracht sind.

In einer Ausgestaltung kann das Substrat mehrere
optoelektronische Bauelemente aufweisen, wobei die mehreren
optoelektronischen Bauelemente nebeneinander auf einer

fldchigen Oberflache des Substrates angeordnet sind.

In einer Ausgestaltung kann das Substrat eine wenigstens
teilweise ringfdérmige Struktur aufweisen, wobei in der
wenigstens teilweise ringfdrmigen Struktur des Substrates die
nebeneinander auf dem Substrat angeordneten
optoelektronischen Bauelemente beispielsweise nebeneinander
und/oder {ibereinander angeordnete optoelektronische

Bauelemente sein kdnnen.

In einer Ausgestaltung kann das Substrat als eine flexible
Leiterplatine (flexible printed circuit board - flex PCB) mit
einem Metallkern, eine flexible Leiterplatine mit leitfdhigen

Bereichen und/oder eine Montageplatine eingerichtet sein.

Das Substrat, beispielsweise eine Montageplatine, kann einen
geometrisch zusammenhdngenden Linienzug bilden, wobei sich

der Linienzug nicht tliberschneidet.

Fin geometrisch zusammenhdngender Linienzug kann

beispielsweise wenigstens ein Teilsegment eines Kreises,
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wenigstens ein Teilsegment einer Ellipse oder eine gerade
Strecke, das heilt ein lineares Substrat sein, beispielsweise

dhnlich oder gleich einem Streifen.

In einer Ausgestaltung kdnnen zwei oder mehr
optoelektronischen Bauelemente der mehreren
optoelektronischen Bauelemente, beispielsweise Leuchtdioden
und/oder Fotodetektoren, miteinander elektrisch seriell
und/oder elektrisch parallel verschaltet auf oder Uber dem

Substrat angeordnet sein.

Die Strahlungsdichte und/oder die Feldverteilung des
Strahlungsfeldes der elektromagnetischen Strahlung in der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise die
Intensitédt des Lichtfeldes, das von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung in der Bildebene bereitgestellt wird,
kann beispielsweise mittels der Anzahl und der Anordnung der

optoelektronischen Bauelemente eingestellt werden.

In einer Ausgestaltung k&nnen die Strahlungsdichte und/oder
die wahrnehmbare Feldverteilung der elektromagnetischen
Strahlung in der Bildebene der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung beispielsweise mittels der Anzahl der
ringfdrmig angeordneten optoelektronischen Bauelemente,
beispielsweise die Anzahl konzentrisch zueinander oder
ibereinander ringfdrmig angeordneten optoelektronischen

Bauelemente eingestellt werden.

In einer Ausgestaltung kann die ringfdrmige Anordnung der
optoelektronischen Bauelemente mittels eines verformten
Substrates mit optoelektronischen Bauelementen ausgebildet
sein. Das Substrat kann derart eingerichtet sein, dass die
ringfdrmige Struktur mittels einer der folgenden Prozesse
ausgebildet sein kann: Falten, Biegen, Rollen, Tiefziehen
oder einem anderen herkdmmlichen Prozess zum Umformen eines

Substrates.
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In einer Ausgestaltung kann die ringfdrmige Anordnung
optoelektronischer Bauelemente mittels vereinzelter
wenigstens teilweise ringfdérmig auf oder {iber einem Substrat

angeordneter optoelektronischer BRauelemente ausgebildet sein.

Das ringfdrmige Anordnen kann als ein Ausbilden einer
teilweise oder vollstdndig geschlossenen ringfdrmigen
Anordnung optoelektronischer Bauelemente dhnlich oder gleiche
einem Krels, Dreieck, Viereck oder Vieleck und/oder einem
Segment davon, beispielsweise ein Halbkreis, eine U-Form oder

dhnlichem verstanden werden.

In einer weilteren Ausgestaltung kann die Strahlungsdichte und
oder die Feldverteilung beispielsweise mittels des
Durchmessers der ringfdrmigen Anordnung der
optoelektronischen Bauelemente, der Anzahl der
optoelektronischen Bauelemente in der ringfdrmigen Anordnung
und/oder der Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelemente, beispielsweise den Abmessungen eines

optoelektronischen Bauelementes, eingestellt werden.

In noch einer Ausgestaltung kann das Substrat mechanisch

flexibel eingerichtet sein, beispielsweise als eine Folie.

In noch einer Ausgestaltung kann das Substrat als

geometrische Form wenigstens einen Teil einer Form aufweisen
dhnlich oder gleich einer der folgenden geometrischen Formen:
ein Band, ein Streifen, ein Kreuz, ein Rechteck, ein Dreieck,
ein Kreis, ein Quadrat, eine Ellipse, ein Stern mit stumpfen

und/oder spitzen Zacken.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement oder kénnen mehrere optoelektronische Bauelemente
eine der folgenden geometrischen Form aufweisen:einen Kreis;
eine Ellipse; ein Quadrat; ein Rechteck; und/oder ein

Vieleck.
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Die Abmessung des Substrates kann dhnlich oder gleich der
Grohe des optoelektronischen Bauelementes sein. Das Substrat
kann jedoch auch sehr viel groéBer sein als die Abmessung
eines einzelnen optoelektronischen BRauelementes,
beispielsweise wenn mehrere optoelektronische Bauelemente auf
einem gemeinsamen Substrat aufgebracht sind, beispielsweise

nebeneinander, beispielsweise als Chip-on-board-Modul.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement einen Halbleiter-Chip aufweisen oder als ein
Halbleiter-Chip eingerichtet sein, wobei der Halbleiter-Chip
elektromagnetische Strahlung aufnehmen und/oder bereitstellen

kann.

Mit anderen Worten: Ein optoelektronisches Bauelement kann
einen LED-Chip aufweisen oder als ein LED-Chip eingerichtet

sein.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement eine Leuchtdiode aufweisen oder als eine

Leuchtdiode eingerichtet sein.

Ein optoelektronisches Bauelement, das einen LED-Chip
aufweist, kann beispielsweise als ein SMD (surface mounted

device) oder eine Leuchtdiode eingerichtet sein.

Ein optoelektronisches Bauelement, das als ein LED-Chip
eingerichtet ist, kann beispielsweise als ein Chip-on-board
auf einem Substrat, beispielsweise einer Leiterplatine,

ausgebildet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement eine Laserdiode aufweisen oder als eine Laserdiode

eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches

Bauelement oder kénnen mehrere optoelektronische Bauelemente



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048896 PCT/EP2013/069783

13
einen Fotodetektor aufweisen oder als ein Fotodetektor

eingerichtet sein.

Ein Fotodetektor kann beispielsweise eine Fotodiode, ein CCD-
Sensor (charged coupled device - CCD) oder ein dhnliches
optoelektronisches Bauelement, das sensitiv beziliglich
elektromagnetischer Strahlung ist, aufweisen oder derart

eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement oder kénnen mehrere optoelektronische Bauelemente

eine optische Linse aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement oder kénnen mehrere optoelektronische Bauelemente
eine wellenldngenkonvertierende Struktur aufweisen,
beispielsweise eine Leuchtstoffschicht im Strahlengang der

bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung.

In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement oder kénnen mehrere optoelektronische Bauelemente
bewegbar beziiglich des Substrates eingerichtet sein,

beispielsweise drehbar gelagert sein.

Ein drehbar gelagertes optoelektronisches Bauelement
bezliglich des Substrats kann beispielsweise gekippt, geneigt,

geschwenkt und/oder rotiert werden.

In noch einer Ausgestaltung kann die Bauelementevorrichtung
mehrere Substrate mit optoelektronischen Bauelementen

aufweisen.

Die mehreren Substrate mit optoelektronischen Bauelementen
kénnen in der optoelektronischen Bauelementevorrichtung in
einer wenigstens teilweise, ringfdérmigen Struktur oder

ringfdrmigen Anordnungen angeordnet sein.
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Die mehreren, wenigstens teilweise ringfdrmig angeordneten
Substrate kodnnen beispielsweise konzentrisch zueinander,

beispielsweise umeinander, angeordnet sein.

Die mehreren, wenigstens teilweise ringfdrmigen Substrate
kénnen beispielsweise jeweils einen unterschiedlichen
Durchmesser zueinander aufweisen oder als Segmente einer
ringférmigen Anordnung und/oder ringfdrmigen Struktur

eingerichtet sein.

Die mehreren wenigstens teilweise ringfdrmigen Substrate mit
optoelektronischen Bauelementen kdnnen jeweils
optoelektronische Bauelement unterschiedlicher Bauart
aufweisen, beispielsweise mit unterschiedlicher Farbvalenz
und/oder weiteren optischen Bauelementen, beispielsweise
Linsen, Leuchtstoffschichten und &hnlichen herkdmmlichen

optischen Bauelemente.

Der Reflektor kann im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung der optoelektronischen Bauelemente angeordnet sein,
beispielsweise innerhalb der wenigstens teilweise
ringfdérmigen Struktur und/oder ringfdrmigen Anordnung,
beispielsweise in der Mitte der wenigstens teilweise
ringfdérmigen Struktur und/oder ringfdrmigen Anordnung,
beispielsweise konzentrisch zu den optoelektronischen
Bauelementen der ringfdrmigen Struktur und/oder ringfdrmigen

Anordnung.

Der Reflektor kann in verschiedenen Ausfiihrungsformen auch

als ein Lichtkernel verstanden bzw. bezeichnet werden.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor Bereiche
unterschiedlicher Reflektivitdt bezliglich elektromagnetischer
Strahlung einer Einfallsrichtung und einer Polarisation

aufweisen.
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In noch einer Ausgestaltung kénnen die mehreren
optoelektronischen Bauelemente sich in wenigstens einer
optoelektronischen Eigenschaft unterscheiden, beispielsweise
der Farbvalenz der von den optoelektronischen Bauelementen
bereitstellbaren und/oder aufnehmbaren elektromagnetischen

Strahlung.

Eine unterschiedliche Farbvalenz kann beispielsweise mittels
optoelektronischer Bauelemente unterschiedlicher Bauart,
unterschiedlicher wellenldngenkonvertierender Strukturen,
beispielsweise unterschiedlicher Leuchtstoffschichten
und/oder unterschiedlicher optischer Elemente, beispielsweise
unterschiedlicher optischer Linsen, im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen

Bauelemente realisiert werden.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung weitere optoelektronische Bauelemente
aufweisen, die beispielsweise zur direkten Beleuchtung der
Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung in
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung angeordnet oder

ausgebildet sind.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung wenigstens zweil optoelektronische
Bauelemente aufweisen, wobei die wenigstens zwei
optoelektronischen Bauelemente um den Reflektor angeordnet
sind und/oder wobei der Reflektor um die wenigsten zwei
optoelektronischen Bauelemente angeordnet ist, beispielsweise

konzentrisch.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung ein Gehduse aufweisen, wobei das
Gehduse wenigstens einen Boden und wenigstens eine Seitenwand

aufweist.
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In noch einer Ausgestaltung kann wenigstens ein Teil der
mehreren optoelektronischen Bauelemente auf oder liber der
Seitenwand des Gehduses und/oder dem Boden aufgebracht oder
angeordnet sein, beispielsweise mit dem Substrat auf der
Seitenwand des Gehduses aufgebracht sein, beispielsweise

fixiert sein, beispielsweise aufgeklebt sein.

In noch einer Ausgestaltung kann die wenigstens eine
Seitenwand des Gehduses als Substrat filir wenigstens einen
Teil der mehreren optoelektronischen Bauelemente eingerichtet

sein.

In noch einer Ausgestaltung kann wenigstens ein Teil der
mehreren optoelektronischen Bauelemente in einer Verpackung
(Package) auf dem Boden des Gehduses angeordnet sein,

beispielsweise als seitlich emittierende LED (SideLED).

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor auf dem Boden
des Gehduses aufgebracht sein und/oder der Boden des Gehduses

als Reflektor eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kdnnen weitere optoelektronische

Bauelemente auf oder iiber dem Boden aufgebracht sein.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens

einen Hohlraum aufweilsen.

In noch einer Ausgestaltung kdnnen weitere optoelektronische

Bauelemente in dem Hohlraum des Reflektors angeordnet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung ferner elektronische Komponenten zum

Steuern der optoelektronischen Komponenten aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kdnnen die elektronischen

Komponenten wenigstens teilweise auf der optisch inaktiven
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Rlickseite des Bodens und/oder wenigstens einer Seitenwand des

Geh&duses angeordnet sein.

In noch einer Ausgestaltung kdnnen die elektronischen
Komponenten wenigstens teilweise in einem Hohlraum des

Reflektors angeordnet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung ferner einen KihlkOrper zum Kihlen,
beispielweise wenigstens eines Teils der mehreren
optoelektronischen Bauelemente, des Reflektors, und/oder
einer Leuchtstoffschicht auf oder iiber dem optoelektronischen

Bauelement und/oder dem Reflektor.

In einer Ausgestaltung kann das Kiihlen der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung jedoch auch ohne Kiihlk&rper lateral
liber die Seitenwdnde und/oder den Boden der ringfdrmigen
Struktur der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
realisiert sein. Mit anderen Worten iiber den Umfang bzw.

Durchmesser der ringfdrmigen Struktur.

In einer Ausgestaltung kann der Boden, beispielsweise die
Bodenplatte des Gehduses oder die BRodenplatte einer
Leiterplatine, beispielsweise eine groRfldchige thermische
Anbindung ermdglichen, beispielsweise an einen Kiihlk&rper,
beispielsweise zur Kiihlung der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

total reflektierend eingerichtet sein.

Mit anderen Worten: die bereitgestellte elektromagnetische
Strahlung kann von der reflektierenden Oberfldche des
Reflektors total reflektiert werden, wobeil der Reflektor
beispielsweise als eine zu einem Prisma oder Kegel

invertierte geometrische Form, beispielsweise eine
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Negativform , eingerichtet sein kann. Mit anderen Worten: Der
Reflektor kann einen Hohlraum aufweisen, wobeil die
reflektierende Oberfldche des Reflektors als
totalreflektierende Grenzfldche zu dem Hohlraum eingerichtet

ist.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

reflektierend eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

transmittierend eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann dadurch ein chromatisch selektiv
umlenkender Reflektor realisiert sein, indem bereitgestellte
elektromagnetische Strahlung eines ersten
Wellenladngenbereiches anders reflektiert und transmittiert
wird als elektromagnetische Strahlung eines anderen, zweiten

Wellenldngenbereiches.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung
transmittierend und reflektierend eingerichtet sein. In einer
Ausgestaltung kann dadurch eine elektromagnetische Strahlung
omnidirektional bereitstellende und/oder aufnehmende
optoelektronische Bauelementevorrichtung eingerichtet sein,
beispielsweise indem die elektromagnetische Strahlung, die
den Reflektor transmittiert, in eine andere Bildebene oder in
die gleiche Bildebene aber unter einem anderen Winkel
bereitgestellt wird wie die elektromagnetische Strahlung die

von dem Reflektor reflektiert wird.

In noch einer Ausgestaltung kann auf oder {iber der
reflektierenden Oberfldche des Reflektors ein
Wellenlangenkonverter aufgebracht sein, beispielsweise eine
Leuchtstoffschicht.
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In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor ein
geometrischer Vielfldcher sein und beispielsweise eine der
folgenden geometrischen Formem aufweisen: Kegel, Kegelstumpf,
Zylinder, Pyramide, Pyramidenstumpf, Prisma, wobei die
Seitenfldchen gerade, konvex, konkav oder unregelmdBig

geformt sein kdnnen.

In einer Ausgestaltung kann mit der Ausgestaltung des
Reflektors die Abstrahlcharakteristik der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung in der Bildebene der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung eingestellt werden,
beispielsweise eine nicht symmetrische Feldverteilung der
elektromagnetische Strahlung in der Bildebene, beispielsweise
eine linearer, elliptisch, rechteckig, Keulen-formig,

Lambert "sche Feldverteilung.

In noch einer Ausgestaltung kann die reflektierende
Oberfldche des Reflektors eine der folgenden geometrischen

Form aufweisen: eben, konvex, konkav, facettenartig.

Die Form und die Oberfldchenbeschaffenheit der optischen
Bauelemente, beispielsweise des Reflektors, beispielsweise
der reflektierenden Oberfldche, kdnnen die Glite der
Durchmischung der umgelenkten elektromagnetischen Strahlung
und zusdtzlich die Abstrahlungscharakteristik beeinflussen.
Die Abstrahlungscharakteristik einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann beispielsweise die Feldverteilung
sein, beispielsweise eine enge oder breite Abstrahlung der
elektromagnetischen Strahlung, die von einem
optoelektronischen Bauelement bereitgestellt werden kann,
beispielsweise die Form, beispielsweise kollimiert, divergent
oder fokussiert, eines Strahlenbiindels und/oder die
Ausprdgung der Form, beispielweise der Offnungswinkel eines

fokussierten oder divergenten Strahlenbilindels.
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In noch einer Ausgestaltung kann die lokale Form der
reflektierenden Oberfldche des Reflektors, wvon der die
bereitgestellte, elektromagnetische Strahlung reflektiert

wird, verdnderlich eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung zum Verdndern der lokalen Form der
reflektierenden Oberfldche des Reflektors eine der folgenden
Vorrichtungen aufweisen: eine Vorrichtung zum Bewegen des
Reflektors, beispielsweise zum Heben und/oder Senken und/oder
Drehen des Reflektors; eine Vorrichtung zum Verdndern der
lokalen Einfallswinkel der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung, beispielsweise Piezo-
betriebene und/oder mikroelektromechanische (MEMS),
facettenartige, reflektierende Oberfldchensegmente; einen
Reflektor aus einem elastischen Stoff und eine Vorrichtung
zum elastischen Andern der Form des Reflektors,
beispielsweise eine mechanische Feder oder eine Vorrichtung
zum Andern der Druckkraft und/oder der Zugkraft auf den
Reflektor und/oder eine Vorrichtung zum Andern des Druckes im

Reflektor, beispielsweise des Gasdruckes.

Fiir ein Andern der lokalen Form der reflektierenden
Oberfldche des Reflektors mittels Drehens des Reflektors,
kann der Reflektor eine asymmetrische Form beziiglich der
Drehachse aufweisen. Mit anderen Worten: der Reflektor kann
eine Form aufweisen die nicht vollstdndig rotationsinvariant
ausgebildet ist. Solch ein Reflektor kann beispielsweise eine
punktsymmetrische, spiegelsymmetrische oder beliebige Form

aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor als
Grundfldche eine der folgenden geometrischen Form aufweisen:
ein Kreis, ein Quadrat, ein Rechteck, eine Ellipse, ein

Dreieck, ein Vieleck, einen Ring, einen Rahmen.
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Mittels der Ausgestaltung des Reflektors, beispielsweise der
geometrischen Form, und der Anordnung der optoelektronischen
Bauelemente beziiglich des Reflektors kann die Mischung der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung eingestellt
werden, beispielsweise die Abstrahlcharakteristik des von den
optoelektronischen Bauelementen bereitgestellte Licht

eingestellt werden.

Dadurch kann die elektromagnetische Strahlung in der
Bildebene beispielsweise eine homogene Verteilung der

Intensitdt und/oder der Farbvalenz aufweisen.

Die Strahlungsdichte der elektromagnetischen Strahlung in der
Bildebene kann beispielsweise jedoch auch monoton oder mit
wenigen unstetigen Stellen beispielsweise in einem grolen
Sichtbereich, d.h. einer grolben, zusammenhdngenden Bildebene,

andern.

In noch einer Ausgestaltung kann eine weitere
optoelektronische Bauelementevorrichtung mit der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung im k&rperlichen
Kontakt stehen, beispielsweise korperlich verbunden sein,

beispielsweise in einer Rilicken-an-Riicken-Anordnung.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung weitere optische Bauelemente im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung aufweisen,
beispielsweise eine Linse eine Blende und/oder ein &dhnliches,

herkdmmliches optisches Bauelement.

In noch einer Ausgestaltung kann eine Linse, beispielsweise
eine Zylinderlinse, im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung einen Wellenldngenkonverter aufweisen,

beispielsweise eine Leuchtstoffschicht.

In noch einer Ausgestaltung kann im Strahlengang der

elektromagnetischen Strahlung ein Verkapselungselement
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angeordnet sein, beispielsweise eine Verkapselung der
optoelektronischen Bauelemente und/oder der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung.

Das Verkapselungselement kann beispielsweise transparent oder
transluzent ausgebildet sein, beispielsweise aus einem Glas,
einem Kunststoff oder dhnlichem, beispielsweise ein

transparenter Deckel.

Das Verkapselungselement kann beispielsweise Teil der
Verkapselung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

sein.

Die Verkapselung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung, beispielsweise die optoelektronischen
Bauelemente, beispielsweise gegen Feuchtigkeit, korrosive

Gase und/oder korrosive Fllissigkeiten schiitzen.

In einer Ausgestaltung k&nnen/kann der Boden des Gehéduses
und/oder der Reflektor ein Teil der Verkapselung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung sein. Mit anderen
Worten: das Gehduse und/oder der Reflektor der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung kdnnen die
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise die
optoelektronischen Bauelemente, nach unten hin verkapseln,

beispielsweise abdichten.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung mit einem formbaren Stoff vergossen
sein beispielsweise aufgefiillt sein, beispielsweise einem

Silikon, einem Epoxid, einem Silazan oder &hnlichem.

Dadurch kann beispielsweise die mechanische Stabilitdat
und/oder die Verkapselung der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung verbessert werden.
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In noch einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelement oder kénnen mehrere optoelektronische Bauelemente
beispielsweise als eine Leuchtdiode und/oder ein Fotodetektor

eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung als eine LED-Beleuchtung,
beispielsweise eine LED-Lichtguelle, oder ein Chip-on-board-

Modul eingerichtet sein.

In noch einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung unterschiedliche optoelektronische
Bauelemente aufweisen, die beispielweise unterschiedliche
Spektren elektromagnetischer Strahlung bereitstellen, wobei
die unterschiedlichen Spektren mit unterschiedlichen
Farborten in einer CIE-Normtafel assoziiert sein kdnnen, d.h.
unterschiedliche Farbvalenzen aufweisen. Mit anderen Worten:
Die optoelektronischen Bauelemente k&nnen beispielsweise
Licht unterschiedlicher Farbe bereitstellen, das in der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise

mittels des Reflektors, gemischt werden kann.

In einer Ausgestaltung kdnnen die unterschiedlichen
optoelektronischen Bauelemente, elektromagnetische Strahlung
mit unterschiedlicher Wellenldnge bereitstellen und/oder ein
Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
wellenldngenkonvertiert werden, beispielsweise mittels einer

Leuchtstoffschicht.

In einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung wenigstens ein optoelektronisches
Bauelement aufweisen, beispielsweise einen LED-Chip oder eine
LED, das rotes Licht emittiert.

In einer Ausgestaltung kann die optoelektronische

Bauelementevorrichtung wenigstens ein optoelektronisches
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Bauelement aufweisen, beispielsweise einen LED-Chip oder eine

LED, das griines Licht emittiert.

In einer Ausgestaltung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung wenigstens ein optoelektronisches
Bauelement aufweisen, beispielsweise einen LED-Chip oder eine
LED, das blaues Licht emittiert.

In einer Ausgestaltung kann die optoelektronischen
Bauelementevorrichtung wenigstens eine Leuchtstoffschicht,

beispielsweise eine gelbe Phosphorschicht, aufweisen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung bereitgestellt, die
optoelektronische Bauelementevorrichtung aufweisend:
mindestens ein optoelektronisches Bauelement, eingerichtet
zum Bereitstellen und/oder Aufnehmen von elektromagnetischer
Strahlung; einen Reflektor, der im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des mindestens einen
optoelektronischen Bauelemente angeordnet ist, und der eine
wenigstens teilweise beziiglich der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung reflektierende Oberfldche
aufweist; wobei der Reflektor derart eingerichtet ist, dass
die Form der reflektierenden Oberfldche des Reflektors lokal

veranderlich ausgebildet ist.

Die Ausgestaltungen und Anordnungen des Reflektor, des
wenigstens einen optoelektronischen Bauelementes, der
elektronischen Komponenten zum Steuern, des Kihlkdrpers und
weitere, oben beschriebene Merkmale der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung k&nnen dhnlich oder gleich einer der

bereits oben beschriebenen Ausgestaltungen eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann zum Verdndern der lokalen Form
der reflektierenden Oberfldche des Reflektors die
optoelektronische Bauelementevorrichtung aufweisen: eine

Vorrichtung zum Bewegen des Reflektors, beispielsweise zum
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Heben, Senken und/oder Drehen des Reflektors; eine
Vorrichtung zum Verédndern der lokalen Einfallswinkel,
beispielsweise Piezo-betriebene und/oder
mikroelektromechanische, facettenartige reflektierende
Oberflédchensegmente; und/oder einen Reflektor aus einem
elastischen Stoff und eine Vorrichtung zum elastischen Andern
der Form des Reflektors, beispielsweise eine mechanische
Feder und/oder einer Vorrichtung zum Andern der Zugkraft
und/oder der Druckkraft auf einen Reflektor und/oder einer

Vorrichtung zum Andern des Druckes im Reflektor.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
bereitgestellt, das Verfahren aufweisend: Bilden einer
Anordnung mit mehreren optoelektronischen Bauelementen und
einem Reflektor derart, dass die optoelektronischen
Bauelemente den Reflektor wenigstens teilweise umgeben; wobei
die optoelektronischen Bauelemente eingerichtet sind zum
Bereitstellen und/oder Aufnehmen von elektromagnetischer
Strahlung; wobei der Reflektor im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen
Bauelemente angeordnet werden, und wobei der Reflektor eine
wenigstens teilweise beziiglich der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung reflektierende Oberfldche
aufweist; und wobei der Reflektor und/oder die
optoelektronischen Bauelement zur indirekten Beleuchtung der
Bildebene der optoelektronische Bauelementevorrichtung

angeordnet werden.

In einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches Bauelement
oder kdnnen mehrere optoelektronische Bauelemente auf oder
iiber einem ersten Substrat aufgebracht werden oder auf oder
iiber einem ersten Substrat ausgebildet werden sein,

beispielsweise als SMD.
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In einer Ausgestaltung kann der Reflektor auf oder iber einem
zweiten Substrat aufgebracht werden oder als ein zweites

Substrat eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kdnnen das erste
Substrat und das zweite Substrat als unterschiedliche

Bereiche eines gemeinsamen Substrates eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung k&nnen/kann das erste Substrat
und/oder das gemeinsame Substrat mechanisch flexibel
ausgebildet sein, beispielsweise dhnlich oder gleich einer

Folie.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Reflektor als
ein Teil des zweiten Substrates ausgebildet werden oder

ausgebildet sein.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Anordnen der
optoelektronischen Bauelemente und des Reflektors, d.h. dem
Anordnen des ersten Substrates auf oder iUber dem zweiten
Substrat, einen der folgenden Prozesse beziliglich des ersten
Substrates aufweisen: ein Biegen; ein Falten; ein Rollen; ein

Krimmen ein Aufstellen; und/oder ein Aufrichten.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das erste Substrat

schliissig mit dem zweiten Substrat verbunden werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens konnen auf oder liber
dem ersten Substrat mehrere optoelektronische Bauelemente

angeordnet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kdnnen die mehreren
optoelektronischen Bauelemente nebeneinander auf einer

fldchigen Oberfldche des ersten Substrates angeordnet werden.
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In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das erste Substrat
und/oder zweite Substrat mechanisch flexibel eingerichtet

sein, beispielsweise als eine Folie.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das erste Substrat
und/oder das zweite Substrat als geometrische Form eine Form
aufweisen dhnlich oder gleich einer der folgenden
geometrischen Formen: ein Band, ein Streifen, ein Kreuz, ein
Rechteck, ein Dreieck, ein Kreis, ein Quadrat, eine Ellipse,

ein Stern mit stumpfen oder spitzen Zacken.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein
optoelektronisches Bauelement oder kdnnen mehrere
optoelektronische Bauelemente eine der folgenden
geometrischen Grundformen aufweisen aus der Gruppe der
geometrischen Formen: ein Kreis; eine Ellipse; ein Quadrat;

ein Rechteck; und/oder ein Vieleck.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein
optoelektronisches Bauelement oder kdnnen mehrere
optoelektronische Bauelemente ein LED-Chip, eine Leuchtdiode
und/oder eine Laserdiode aufweisen oder als ein LED-Chip,
eine Leuchtdiode und/oder eine Laserdiode eingerichtet werden

oder sein.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein
optoelektronisches Bauelement oder kdnnen mehrere
optoelektronische Bauelemente eine optische Linse im
Strahlengang der bereitgestellten elektromagnetischen

Strahlung aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein
optoelektronisches Bauelement oder kdnnen mehrere
optoelektronische Bauelemente eine wellenldngenkonvertierende

Struktur aufweisen, beispielsweise eine Leuchtstoffschicht.
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In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein
optoelektronisches Bauelement oder kdnnen mehrere
optoelektronische Bauelemente bewegbar beziiglich des ersten
Substrates ausgebildet werden, beispielsweise drehbar

gelagert werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kdnnen mehrere erste
Substrate mit optoelektronischen Bauelementen mit dem zweiten
Substrat verbunden werden, beispielsweise mehrere LED-Chips
in einem Gehduse (erstes Substrat) auf oder iiber dem zweiten

Substrat angeordnet, beispielsweise fixiert werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung mit mehreren
optoelektronischen Bauelementen ausgebildet werden, wobei die
mehreren optoelektronischen Bauelemente sich in wenigstens
einer optoelektronischen Eigenschaft unterscheiden,
beispielsweise der Farbvalenz der bereitstellbaren und/oder

aufnehmbaren elektromagnetischen Strahlung.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Verfahren
ferner das Aufbringen weiterer optoelektronischer Bauelemente
aufweisen, wobeil die weiteren optoelektronischen Bauelement
derart in der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
angeordnet oder ausgebildet werden, dass die
Ausbreitungsrichtung der bereitgestellten und/oder
aufgenommen elektromagnetischen Strahlung der weiteren
optoelektronischen Bauelemente wenigstens teilweise als eine
direkte Beleuchtung der Bildebene der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung

In einer Ausgestaltung kdnnen die weiteren optoelektronischen
Bauelemente auf dem zweiten Substrat angeordnet oder

ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die

optoelektronische Bauelementevorrichtung derart ausgebildet
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werden, dass wenigstens zwel optoelektronische Bauelemente
der mehreren optoelektronischen Bauelemente konzentrisch um

einen Reflektor werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung derart ausgebildet
werden, dass wenigstens zweili optoelektronische Bauelemente
der mehreren optoelektronischen Bauelemente konzentrisch von

einem Reflektor umgeben werden.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor derart ausgebildet
werden, dass die reflektierende Oberfldche Bereiche
unterschiedlicher Reflektivitadt beziiglich einer

Finfallsrichtung elektromagnetischer Strahlung aufweist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das zweite
Substrat ein Teil eines Gehduses sein oder als Gehduse
verstanden werden, wobei das Gehduse wenigstens einen Boden

und wenigstens eine Seitenwand aufweist.

In einer Ausgestaltung kann das zweite Substrat als Boden des
Geh&duses verstanden werden, beispielsweise wenn mehrere

vereinzelte optoelektronische Bauelemente in einem Bauteil-
Geh&duse, beispielsweise SidelLEDs, auf oder {iber dem zweiten

Substrat angeordnet sind.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das erste Substrat
mit wenigstens einem optoelektronischen Bauelement auf einer

Seitenwand des Gehduses aufgebracht werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die wenigstens
eine Seitenwand des Geh&duses als erstes Substrat eingerichtet

sein.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Reflektor auf
dem zweiten Substrat aufgebracht werden, das zweite Substrat

als Reflektor ausgebildet werden oder der Reflektor
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wenigstens teilweise als zweites Substrat eingerichtet sein,
beispielsweise als Boden des Gehduses der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kénnen auf oder lber
dem zweiten Substrat weitere optoelektronische Bauelemente
aufgebracht werden, beispielsweise auf oder {iber dem Boden

des Gehduses der optoelektronischen Bauelementevorrichtung.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Reflektor

wenigstens einen Hohlraum aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann in dem wenigstens
einen Hohlraum wenigstens ein weiteres optoelektronische
Bauelemente angeordnet werden, wobei der Reflektor
beispielsweise in dem Strahlengang der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung des weiteren optoelektronischen
Bauelementes wenigstens teilweise transluzent eingerichtet

ist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Verfahren
ferner aufweisen: das Aufbringen elektronischer Komponenten
zum Steuern der optoelektronischen Bauelemente und/oder des
Reflektors der optoelektronischen Bauelementevorrichtung,
wobei die elektronischen Komponenten auf oder iiber dem
zwelten Substrat, einer Seitenwand des Gehduses und/oder in

dem Hohlraum des Reflektors angeordnet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Verfahren
ferner aufweisen: das Aufbringen eines Kiihlkodrpers,
eingerichtet zum Kihlen der optoelektronischen Bauelemente
und/oder des Reflektors, auf einer AulRenseite oder Unterseite
des zweiten Substrates, beispielsweise optisch inaktiven

Unterseite des Gehduses.
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In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

total reflektierend ausgebildet werden.

Mit anderen Worten: die bereitgestellte elektromagnetische
Strahlung kann von der reflektierenden Oberfldache des
Reflektors total reflektiert werden, wobeili der Reflektor
beispielsweise in einer zu einem Prisma oder Kegel
invertierten geometrischen Form, beispielsweise eine

Negativform, ausgebildet wird.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

reflektierend ausgebildet werden.

In noch einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

transmittierend ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung kann mittels der Ausgestaltung des
Reflektors ein chromatisch selektiv umlenkender Reflektor
realisiert werden, d.h. der Reflektor kann fir
elektromagnetische Strahlung eines ersten Spektrums eine
andere Reflektivitdt und/oder Transmission aufweisen als fiir

elektromagnetische Strahlung eines zweiten Spektrums.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor wenigstens fiir
einen Teil der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung
transmittierend und/oder reflektierend ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung kann mittels eines transmittierend
und/oder reflektierend ausgebildeten Reflektors eine
omnidirektional bereitstellende und/oder aufnehmende

optoelektronische Bauelementevorrichtung ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann auf oder {iber der

reflektierenden Oberfldche des Reflektors ein
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Wellenldngenkonverter aufgebracht werden, beispielsweise eine
Leuchtstoffschicht.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die reflektierende
Oberfldche des Reflektors eine der folgenden geometrischen

Form aufweisen: eben, konvex, konkav und/oder facettenartig.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Reflektor
derart ausgebildet werden, dass die Form der reflektierenden

Oberflédche des Reflektors lokal verédnderlich ausgebildet ist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Verfahren
aufweisen: Bilden einer Vorrichtung zum Bewegen des
Reflektors, beispielsweise zum Heben, Senken und/oder Drehen
des Reflektors; Bilden einer Vorrichtung zum Verdndern der
lokalen Einfallswinkel, beispielsweise das Bilden Piezo-
betriebener und/oder mikroelektromechanischer, facettenartig
reflektierender Oberfldchensegmente der reflektierenden
Oberflidche des Reflektors; Bilden eines Reflektors aus einem
elastischen Stoff und Bilden einer Vorrichtung zum
elastischen Andern der Form des Reflektors, beispielsweise
Koppeln des Reflektors mit einer mechanischen Feder und/oder
einer Vorrichtung zum Andern der Zugkraft und/oder der
Druckkraft auf den Reflektor und/oder Rilden einer
Vorrichtung zum Andern des Druckes im Reflektor,

beispielsweise des Gasdruckes.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Reflektor als
Grundfldche eine der folgenden geometrischen Form aufweisen:
ein Kreis, rein Quadrat, ein Rechteck, eine Ellipse, ein

Dreieck, ein Vieleck, einen Ring, einen Rahmen.

Die Form und die Oberfldchenbeschaffenheit des optischen
Bauelementes, beispielsweise des Reflektors, beispielsweise
der reflektierenden Oberflache des Reflektors, kann die Glite
der Durchmischung der umgelenkten, bereitgestellten

elektromagnetischen Strahlung und zusdtzlich die
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Abstrahlungscharakteristik beeinflussen. Die
Abstrahlungscharakteristik einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann beispielsweise die Feldverteilung
sein, beispielsweise eine enge oder breite Abstrahlung der
elektromagnetischen Strahlung, die von den mehreren

optoelektronischen Bauelementen bereitgestellt werden kann.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung mit einer weiteren
optoelektronischen Bauelementevorrichtung kdrperlich
verbunden werden, beispielsweise in einer Rilicken—-an-Riicken-

Anordnung.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann im Strahlengang
der elektromagnetischen wenigstens ein weiteres, optisches
Bauelement ausgebildet oder angeordnet werden, beispielsweise

eine Linse, eine Blende und/oder ahnlichem.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein weiteres
optisches Bauelement im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung der elektromagnetischen Strahlung angeordnet
werden, wobeil das weitere optische Bauelement wenigstens als
ein wellenldngenkonvertierendes Bauelement eingerichtet ist,

beispielsweise eine Leuchtstoffschicht aufweist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung als eine LED-

Beleuchtung und/oder ein Fotodetektor ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Verfahren
ferner aufweisen: das Aufbringen wenigstens eines weiteren
optoelektronischen Bauelementes, wobei das wenigstens eine
weitere optoelektronische Bauelement zur direkten Beleuchtung
der Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
angeordnet wird, beispielsweise mittels eines Anordnens des

wenigstens einen weiteren optoelektronischen Bauelementes auf
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oder iiber dem zweiten Substrat, beispielsweise dem Boden des

Gehauses.

In noch einer Ausgestaltung des Verfahrens kann im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung der
optoelektronischen Bauelemente ein Verkapselungselement
angeordnet werden. Das Verkapselungselement kann
beispielsweise transparent oder transluzent eingerichtet
sein, beispielsweise aus einem Glas oder Kunststoff oder

dhnlichem.

Das Verkapselungselement kann beispielsweise Teil der
Verkapselung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

sein.

Die Verkapselung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung, beispielsweise die optoelektronischen
Bauelemente, beispielsweise gegen Feuchtigkeit, korrosive

Gase und/oder korrosive Fllissigkeiten schiitzen.

In einer Ausgestaltung k&nnen/kann der Boden des Gehéduses
und/oder der Reflektor ein Teil der Verkapselung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung sein. Mit anderen
Worten: das Gehduse und/oder der Reflektor der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung kdnnen die
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise die
optoelektronischen Bauelemente, nach unten hin verkapseln,

beispielsweise abdichten.

In noch einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung mit einem formbaren
Stoff aufgefiillt werden, beispielsweise vergossen werden,
beispielsweise einem Silikon, einem Epoxid, einem Silazan
oder dhnlichem. Dadurch kann die mechanische Stabilitéat
und/oder die Verkapselung der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung verbessert werden.
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In noch einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein
optoelektronisches Bauelement oder kdnnen mehrere
optoelektronische Bauelemente beispielsweise als eine
Leuchtdiode und/oder ein Fotodetektor eingerichtet sein oder

ausgebildet werden.

In noch einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung als eine
Beleuchtung, beispielsweise eine LED-Lichtquelle,
beispielsweise ein Chip-on-board-Modul Vorrichtung

ausgebildet werden.

In noch einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung unterschiedliche
optoelektronische Bauelemente aufweisen, die beispielweise
unterschiedliche Spektren elektromagnetischer Strahlung
bereitstellen, wobei die unterschiedlichen Spektren mit
unterschiedlichen Farborten in einer CIE-Normtafel assoziiert
sein kodnnen, d.h. unterschiedliche Farbvalenzen aufweisen
kénnen. Mit anderen Worten: Die optoelektronischen
Bauelemente kdnnen beispielsweise Licht unterschiedlicher
Farbe bereitstellen, das in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, beispielsweise mittels des

Reflektors, gemischt werden kann.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kdnnen

die unterschiedlichen optoelektronischen Bauelemente,
elektromagnetische Strahlung mit unterschiedlicher
Wellenldnge bereitstellen und/oder ein Teil der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung
wellenldngenkonvertiert werden, beispielsweise mittels einer

Leuchtstoffschicht.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung mit wenigstens einem

optoelektronisches Bauelement ausgebildet werden,
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beispielsweise einen LED-Chip oder eine LED, das rotes Licht,

griines Licht und/oder blaues Licht emittiert.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die
optoelektronischen Bauelementevorrichtung mit wenigstens
einer Leuchtstoffschicht, beispielsweise einer gelben

Phosphorschicht, ausgebildet werden.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Betreiben einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
bereitgestellt, das Verfahren aufweisend: Bereitstellen einer
Feldverteilung elektromagnetischer Strahlung in der Bildebene
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung, wobei die
Feldverteilung elektromagnetischer Strahlung von wenigstens
einem optoelektronischen Bauelement der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung bereitgestellt und/oder aufgenommen
wird, wobei in der Bauelementevorrichtung im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des optoelektronischen
Bauelementes ein Reflektor mit verdnderlicher Form
ausgebildet ist, Andern der Feldverteilung der
elektromagnetischen Strahlung in der Bildebene der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, wobei das Andern
der Feldverteilung ein Verdndern des Einfallswinkels der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung auf der
reflektierenden Oberfldche des Reflektors aufweist, wobeil das
Andern des Einfallswinkels mittels eines Anderns der Form der

reflektierenden Oberfldche des Reflektors ausgebildet wird.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern des
Einfallswinkels ein Bewegen des Reflektors aufweisen,
beispielsweise ein Heben, ein Senken und/oder ein Drehen des
Reflektors beziliglich des wenigstens einen optoelektronischen

Bauelementes.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern der
Feldverteilung ein Andern der Anzahl der optisch aktiven

optoelektronischen Bauelemente aufweisen. Ein optisch aktives
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optoelektronisches Bauelement kann beispielsweise

elektromagnetische Strahlung aufnehmen oder bereitstellen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern der
Form des Reflektors das Ausiiben einer Druckkraft und/oder
einer Zzugkraft auf den Reflektor und/oder ein Andern des
Druckes in dem Reflektor aufweisen, beispielsweise des

Gasdruckes in dem Reflektor.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern des

Gasdruckes in dem Reflektor zeitlich moduliert werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern der
Form des Reflektors das Andern der Ausrichtung der
reflektierenden Oberfldche des Reflektors aufweisen, wobei
das Andern der reflektierenden Oberfliche ein Andern der
Ausrichtung von bewegbaren Segmenten an der reflektierenden
Oberfldche des Reflektors beziiglich einfallender

elektromagnetischer Strahlung aufweist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern der
Ausrichtung der bewegbaren Segmente an der reflektierenden
Oberflédche des Reflektors piezoelektrisch und/oder

mikroelektromechanisch ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Andern der
Feldverteilung als ein Andern der Beleuchtungsart der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung eingerichtet sein,
beispielsweise als ein Andern des Betriebsmodus der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise als
ein Umschalten von Fernlicht zu Abblendlicht, wobei Fernlicht
und Abblendlicht unterschiedliche Feldverteilungen in der

Bildebene aufweilsen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann beim Andern der
Beleuchtungsart der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

wenigstens eine optoelektronische Eigenschaft der
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optoelektronischen Bauelemente verdndert werden,
beispielsweise die Farbvalenz, die Polarisation, die
Kohdrenzladnge, die Intensitat und/oder die Form der
Feldverteilung der bereitgestellten oder aufgenommenen
elektromagnetischen Strahlung, beispielsweise ein Andern des
Nahfelds und/oder des Fernfelds der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung und/oder als ein Dimmen der

bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann beim Andern der
Beleuchtungsart der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
die elektrische Ansteuerung wenigstens eines
optoelektronischen Bauelementes verdndert werden beziiglich
wenigstens eines weiteren optoelektronischen BRauelementes,
beispielsweise mittels eines Phasenanschnittsdimmen oder
eines Phasenabschnittsdimmen der optoelektronischen

Bauelemente gemdl herkdmmlicher Methoden.

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren

dargestellt und werden im Folgenden ndher erldutert.

Es zeigen

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht des
Strahlenganges in einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

Figur 2 eine schematische Ubersicht fiir ein Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdlB verschiedenen

Ausgestaltungen;

Figur 3 eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;
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eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine Ausgestaltung optoelektronischer Bauelemente

auf einem ersten Substrat, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

optoelektronische Bauelementevorrichtungen, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung im

Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung, gemdlB verschiedenen

Ausgestaltungen;
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eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

schematische Darstellungen optoelektronischer
Bauelementevorrichtungen im Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung im
Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdlB verschiedenen

Ausgestaltungen;

unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen mit unterschiedlichen

Reflektoren, gemdRl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung mit
unterschiedlichen Reflektoren, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen mit unterschiedlichen

Reflektoren, gemdRl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung mit
einem totalreflektierenden Reflektor, gemdl

verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung mit
bewegbarem Reflektor, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;
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eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine Darstellung zur Erhdhung der Strahlungsdichte
einer optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine Darstellung zum Reduzieren der Abmessung einer
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

verschiedene Ausgestaltungen fiir ein Anordnen
elektronischer Komponenten der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdlB verschiedenen

Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;
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Figur 34 eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 35 optoelektronische Bauelementevorrichtungen, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 36 eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 37 eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 38 eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 39 eine Darstellung zum Betrieb eines
optoelektronischen Bauelementes, gemdl

verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 40 fotografische Darstellungen einer Ausgestaltung

einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung;

Figur 41 fotografische Darstellungen einer Ausgestaltung
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung;
und

Figur 42 optoelektronische Bauelementevorrichtungen, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen.

In der folgenden ausfiihrlichen Beschreibung wird auf die
beigefiigten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser
bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifische
Ausfihrungsformen gezeigt sind, in denen die Erfindung
ausgeilibt werden kann. In dieser Hinsicht wird
Richtungsterminologie wie etwa ,oben”, ,unten”, ,vorne”,
~hinten”, ,vorderes”, ,hinteres”, usw. mit Bezug auf die
Orientierung der beschriebenen Figur (en) verwendet. Da

Komponenten von Ausfiihrungsformen in einer Anzahl
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verschiedener Orientierungen positioniert werden k&nnen,
dient die Richtungsterminologie zur Veranschaulichung und ist
auf keinerleil Weise einschrédnkend. Es versteht sich, dass
andere Ausfihrungsformen benutzt und strukturelle oder
logische Anderungen vorgenommen werden kdnnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen beispielhaften Ausfiihrungsformen miteinander
kombiniert werden k&nnen, sofern nicht spezifisch anders
angegeben. Die folgende ausfiihrliche Beschreibung ist deshalb
nicht in einschrédnkendem Sinne aufzufassen, und der
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch die

angefiigten Anspriiche definiert.

Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe
"verbunden", "angeschlossen" sowie "gekoppelt" verwendet zum
Beschreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten
Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie
einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren
werden identische oder dhnliche Elemente mit identischen

Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmaBRig ist.

Fig.l zeigt eine schematische Querschnittsansicht des
Strahlenganges in einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

Zzur Veranschaulichung ist, ohne Beschrankung der
Allgemeinheit, der Strahlengang eines elektromagnetischen
Strahlenbiindels 102, 114 elektromagnetischer Strahlung in
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100
dargestellt, wobei das Strahlenbiindel von einem
optoelektronischen Bauelement 104 bereitgestellt wird. In der
Fig.l ist, ohne Beschrankung der Allgemeinheit, der
Strahlgang fiir ein optoelektronisches Bauelement dargestellt.
Die optoelektronische Bauelementevorrichtung kann jedoch auch

zwel oder mehr optoelektronische Bauelemente aufweisen.
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Fiir eine optoelektronische Bauelementevorrichtung 100, in der
die bereitgestellte elektromagnetische Strahlung 102 wvon
einem optoelektronischen Bauelement 104 aufgenommen wird,
kann der Strahlengang dhnlich dem dargestellten Strahlengang
ausgestaltet sein, wobei jedoch die Bildebene 122 in, auf
oder bei dem Strahlung-aufnehmenden optoelektronischen
Bauelement 104 angeordnet ist und wobei die
elektromagnetische Strahlung von einer Strahlungsquelle

(nicht dargestellt) bereitgestellt wird.

Das Strahlenbiindel 102 kann von einem optoelektronischen
Bauelement 104 bereitgestellt werden, beispielsweise

emittiert werden.

Das Strahlenbiindel 114 kann von einem optoelektronischen
Bauelement 104 aufgenommen werden, beispielsweise absorbiert

werden.

Das optoelektronische Bauelement 104 kann auf oder {iber einem
ersten Substrat 106 fixiert sein, beispielsweise ausgebildet

sein oder aufgeklebt sein.

Das erste Substrat 106 kann auf, {iber oder an einem zweilten
Substrat 108 fixiert sein, beispielsweise stoffschliissig,

kraftschliissig oder formschliissig.

Das erste Substrat 106 und das zweite Substrat 108 k&nnen
jedoch auch Teil eines gemeinsamen Substrates sein,
beispielsweise in dem ein Teil (106) des gemeinsamen
Substrates gefaltet wird, sodass das erste Substrat 106

und/oder das zweite Substrat 108 ausgebildet wird.

Das optoelektronische Bauelement 104 kann beispielsweise als
Oberflédchen-emittierendes und/oder Oberflédchen-absorbierendes

optoelektronisches Bauelement eingerichtet sein.
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Ein Oberflidchen-emittierendes, optoelektronisches Bauelement
kann auch als ein Strahlungs-bereitstellendes,
optoelektronisches Bauelement verstanden werden, wobei die
elektromagnetische Strahlung von dem optoelektronischen
Bauelement von der Oberfldche des optoelektronischen

Bauelementes bereitgestellt wird.

Ein Oberflidchen-absorbierendes, optoelektronisches Bauelement
kann auch als ein Strahlungs—aufnehmendes, optoelektronisches
Bauelement verstanden werden, wobeil die elektromagnetische
Strahlung von dem optoelektronischen Bauelement von der
Oberfldche des optoelektronischen Bauelementes aufgenommen

wird.

Oberfldchen-emittierende und/oder Oberfldchen-absorbierende
optoelektronische Bauelemente kdnnen den Vorteil aufweisen,
dass die optoelektronischen Bauelemente 104 ohne Reflektor
und/oder Linse, d.h. technisch einfacher bezliglich der

Fertigung, verwendet werden kdnnen.

In einer Ausgestaltung kann ein Oberfldchen-emittierendes
optoelektronisches Bauelement, beispielsweise als eine
Leuchtdiode eingerichtet sein, beispielsweise ein InGaN-Diode
104 oder InGaAlP-Diode 104.

In einer Ausgestaltung kann ein Oberfldchen-absorbierendes
optoelektronisches Bauelement 104, beispielsweise als ein
Fotodetektor 104, beispielsweise eine Fotodiode, ein CCD-

Sensor oder &dhnliches, eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches
Bauelemente 104, beispielsweise ein LED-Chip, eine
Leuchtdiode oder eine Laserdiode, eine
wellenldngenkonvertierende Struktur, beispielsweise eine
Leuchtstoffschicht, beispielsweise eine Phosphorschicht, im

Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung aufweisen.
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Eine Leuchtstoffschicht kann beispielsweise auf das
optoelektronische Bauelement 104, beispielsweise einen LED-
Chip 104, aufgebracht werden, nachdem das optoelektronische

Bauelement 104 auf das erste Substrat 106 aufgebracht wurde.

Das Aufbringen der Leuchtstoffschicht kann beispielsweise ein
Aufsprithen, Aufdrucken (Jetten) oder ein anderes, &dhnliches,

herkommliches Verfahren aufweisen.

Das Aufbringen der Leuchtstoffschicht kann vollstdndig oder
auf definierte Bereiche auf oder liber das erste Substrat
aufgebracht werden, beispielsweise nur auf oder iiber dem

optoelektronischen Bauelement.

Auf oder Uber dem zweilten Substrat 108 kann ein Reflektor 110

aufgebracht sein.

Das erste Substrat 106 und/oder das zweite Substrat 108
kénnen als Stoff einen Stoff aufweisen oder daraus gebildet
sein aus der Gruppe der Stoffe: Eisen, Stahl, Aluminium,
Kupfer, Silber, Gold, Palladium, Magnesium, Titan, Platin,
Nickel, Zinn, Zink, Glas, Quarzglas, Saphir, Siliziumkarbid,
Graphen, Diamant, Elementarhalbleiter: Silizium, Germanium,
o—-Zinn, Kohlenstoffverbindungen, beispielsweise Fullerene,
Bor, Selen, Tellur; Verbindungshalbleiter: Indium, Gallium,
Arsen, Phosphor, Antimon, Stickstoff, Zink, Cadmium,
Beryllium, Quecksilber; Organische Halbleiter: Tetracen,
Pentacen, Phthalocyanine, Polythiophen, PTCDA, MePTCDI,
Chinacridon, Acridon, Indanthron, Flavanthron, Perinon, Alg3;
sowie Mischsysteme: Polyvinylcarbazol, TCNQ Komplexe,
Polyolefine (beispielsweise Polyethylen (PE) mit hoher oder
niedriger Dichte oder Polypropylen (PP)), Polyvinylchlorid
(PVC), Polystyrol (PS), Polyester, Polycarbonat (PC),
Polyethylenterephthalat (PET), Polyethersulfon (PES),
Polyethylennaphthalat (PEN), Polymethylmethacrylat (PMMA),
Polyimid (PI), Polyetherketone (PEEK).
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Das erste Substrat 106 kann beispielsweise als eine flexible
Leiterplatine (flexible printed circuit board - flex PCR)

eingerichtet sein.

Das wenigstens eine optoelektronische Bauelement 104 kann
beispielsweise auf oder ilber dem ersten Substrat 106

aufgebracht oder ausgebildet werden.

Der Reflektor 110 kann fiir wenigstens einen
Wellenldngenbereich der elektromagnetischen Strahlung eine

reflektierende Oberfldche 112 aufweisen.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise als Stoff einen Stoff
aufweisen oder daraus gebildet sein aus der Gruppe der
Stoffe: Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Silber, Gold,
Palladium, Magnesium, Titan, Platin, Nickel, Zinn, Zzink,
Glas, Quarzglas, Saphir, Siliziumkarbid, Graphen, Diamant,
Elementarhalbleiter: Silizium, Germanium, o-Zinn,
Kohlenstoffverbindungen, beispielsweise Fullerene, BRor,
Selen, Tellur; Verbindungshalbleiter: Indium, Gallium, Arsen,
Phosphor, Antimon, Stickstoff, Zink, Cadmium, Beryllium,
Quecksilber; Organische Halbleiter: Tetracen, Pentacen,
Phthalocyanine, Polythiophen, PTCDA, MePTCDI, Chinacridon,
Acridon, Indanthron, Flavanthron, Perinon, Alg3; sowie
Mischsysteme: Polyvinylcarbazol, TCNQ Komplexe, Polyolefine
(beispielsweise Polyethylen (PE) mit hoher oder niedriger
Dichte oder Polypropylen (PP)), Polyvinylchlorid (PVC),
Polystyrol (PS), Polyester, Polycarbonat (PC),
Polyethylenterephthalat (PET), Polyethersulfon (PES),
Polyethylennaphthalat (PEN), Polymethylmethacrylat (PMMA),
Polyimid (PI), Polyetherketone (PEEK), Silikon, Epoxid.

Die reflektierende Oberflidche 112 des Reflektors kann
beispielsweise den gleichen oder einen anderen Stoff

aufweisen oder daraus gebildet sein wie der Reflektor 110.
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Die reflektierende QOberfldche 112 kann beispielsweise als
Stoff einen Stoff aufweisen oder daraus gebildet sein aus der
Gruppe der Stoffe: Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Silber,
Gold, Palladium, Magnesium, Titan, Platin, Nickel, Zinn,
Zzink, Glas, Quarzglas, Saphir, Siliziumkarbid, Graphen,
Diamant, Elementarhalbleiter: Silizium, Germanium, o-Zinn,
Kohlenstoffverbindungen, beispielsweise Fullerene, BRor,
Selen, Tellur; Verbindungshalbleiter: Indium, Gallium, Arsen,
Phosphor, Antimon, Stickstoff, Zink, Cadmium, BReryllium,
Quecksilber; Organische Halbleiter: Tetracen, Pentacen,
Phthalocyanine, Polythiophen, PTCDA, MePTCDI, Chinacridon,
Acridon, Indanthron, Flavanthron, Perinon, Alg3; sowie
Mischsysteme: Polyvinylcarbazol, TCNQ Komplexe, Polyolefine
(beispielsweise Polyethylen (PE) mit hoher oder niedriger
Dichte oder Polypropylen (PP)), Polyvinylchlorid (PVC),
Polystyrol (PS), Polyester, Polycarbonat (PC),
Polyethylenterephthalat (PET), Polyethersulfon (PES),
Polyethylennaphthalat (PEN), Polymethylmethacrylat (PMMA),
Polyimid (PI), Polyetherketone (PEEK), Silikon, Epoxid.

Die reflektierende Oberfldche 112 kann wenigstens in einem
Wellenlangenbereich fir elektromagnetische Strahlung,
beispielsweise in einem Wellenldngenbereich von ungefdhr

25 nm bis ungefdhr 5 pm, beispielsweise in einem Bereich wvon
ungefdhr 350 nm bis ungefdhr 850 nm, beispielsweise Licht,
wenigstens teilweise reflektierend fiir Einfallswinkel mit
einem Betrag von ungefdhr 0° bis ungefdahr 90°, beispielsweise

von ungefdhr -45 ° bis ungefédhr 45 °, ausgebildet sein.

Elektromagnetische Strahlung 102 kann von dem
optoelektronischen Bauelement 104 bereitgestellt werden und
eine Ausbreitungsrichtung in Richtung der reflektierenden
Oberfldche 112 des Reflektors 110 aufweisen.

Die bereitgestellte elektromagnetische Strahlung 102 kann
lokal einen Einfallswinkel 118 aufweisen, bezliglich des Lotes
116 der reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors 110.
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Die bereitgestellte elektromagnetische Strahlung 102 kann von
der reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors 110 mit

einem Ausfallswinkel 120 umgelenkt werden.

Das optoelektronische Bauelement 104 und die reflektierende
Oberfldche 112 des Reflektors 110 kdnnen derart angeordnet
sein, dass die von der reflektierenden Oberfldche 112
umgelenkte elektromagnetische Strahlung 114 in der Bildebene
122 der optoelektronischen Bauelementevorrichtung detektiert
werden kann, beispielsweise wahrgenommen oder beobachtet

werden kann.

Die Richtung der umgelenkten elektromagnetischen Strahlung
114 kann auch als Hauptemissionsrichtung der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung verstanden werden.

Im Falle eines Strahlungs-bereitstellenden optoelektronischen
Bauelementes 104 (dargestellt in Fig.l) kann sich
beispielsweise ein Beobachter (nicht dargestellt) in der
Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
befinden und den von dem Reflektor 110 umgelenkten Anteil der

bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung betrachten.

In einer anderen Ausgestaltung kann ein Beobachter einen
Anteil der umgelenkten elektromagnetischen Strahlung, der in
Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

gestreut wird, beobachten.

Im Falle eines Strahlungs—-aufnehmenden, optoelektronischen
Bauelementes 104 kann sich das optoelektronische Bauelement
(nicht dargestellt) in der Bildebene 122 der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung befinden und den
von dem Reflektor 110 umgelenkten Anteil der von einer
Strahlungsquelle (nicht dargestellt) bereitgestellten

elektromagnetischen Strahlung aufnehmen.
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Fig.2 zeigt eine schematische Ubersicht fiir ein Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen BRauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

In einer Ausgestaltung kann das Verfahren 200 zum Herstellen
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 das
Anordnen 202 mehrerer optoelektronischen Bauelementes 104 auf
oder {iber einem zweiten Substrat 108 und/oder das Ausbilden
202 mehrerer optoelektronischen Bauelementes 104 auf oder

Uber einem ersten Substrat 106 aufweisen.

Bei einem Anordnen 202 mehrerer optoelektronischer
Bauelementes 104 auf oder {iber einem zweiten Substrat 108
kann das erste Substrat 106 beispielsweise als Bauteil-
Geh&duse der optoelektronischen Bauelemente 104 verstanden

werden.

In einer Ausgestaltung kann das Verfahren 200 zum Herstellen
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, das
Ausbilden 204 einer ringfdrmigen Struktur und/oder Anordnung

der optoelektronischen Bauelemente 104 aufweisen.

Das Ausbilden 204 einer ringfdrmigen Struktur 204 kann
beispielsweise ein Falten 204 des ersten Substrates 106 mit

optoelektronischen Bauelementen 104 aufweisen.

Fin Falten 204 kann als ein Falten 204 des ersten Substrates
106 an einer Faltkante verstanden werden und/oder im
mathematischen Sinne als mathematisches Falten des ersten
Substrates 106 mit optoelektronischen Bauelementen 104 mit
einem geometrischen Korper, beispielsweise einem Ring, einer

U-Form oder ahnlichem.

Ein mathematisches Falten kann beispielweise als ein Anordnen
mehrerer vereinzelter optoelektronischer Bauelemente 104
dhnlich oder gleich einem geometrischen K&rper verstanden

werden, beispielsweise ein ringfdrmiges Anordnen.
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In einer Ausgestaltung kann das Verfahren 200 zum Herstellen
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, das
Anordnen des ersten, gefalteten Substrates 106 mit wenigstens
einem optoelektronischen Bauelement 104 an, auf oder iiber
einem zweiten Substrat 108 aufweisen. Das Anordnen 206 des
ersten Substrates 106 an einem zweiten Substrat kann
beispielsweise als Falten 204 eines wenigstens eines
Bereiches eines gemeinsamen Substrates an einer Kante
aufweisen, wobei ein Bereich an der Kante des gefalteten,
gemeinsamen Substrates als erstes Substrat 106 und der andere
Bereich an der Kante des gefalteten, gemeinsamen Substrates

als zweltes Substrat 108 verstanden werden kann.

In einer Ausgestaltung kann das Verfahren 200 zum Herstellen
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, das
Anordnen 208 eines Reflektors 110 mit reflektierender
Oberfldche 112 im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung der mehreren optoelektronischen Bauelemente 104

aufweisen.

Mit anderen Worten: Das erste Substrat 106 kann
beispielsweise als Linienzug 106 verstanden werden,
beispielsweise als ein Montageelement 106, beispielsweise
eine Metallkern-Leiterplatine (metal core printed circuit
board - MC-PCB) mit einer Montagefldche (nicht dargestellt).
Das Anordnen 202 wenigstens eines optoelektronischen
Bauelementes 104 kann auf oder lber dem ersten Substrat 106,

das heilt auf der Montageflache erfolgen.

Der Winkel zwischen der Montagefldche und der Montageebene
kann abhédngig sein von der Hauptemissionsrichtung und/oder
der Hauptabsorptionsrichtung des wenigstens einen
optoelektronischen Bauelementes, beispielsweise der
Hauptemissionsrichtung einer Leuchtdiode. Beispielsweise kann
ein seitlich elektromagnetische Strahlung bereitstellendes

optoelektronisches Bauelement, beispielsweise eine SideLED,
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beziiglich der Montagefldche bzw. des Montagelementes eine
andere Hauptemissionsrichtung aufweisen als eine LED, die
elektromagnetische Strahlung senkrecht bereitstellen kann

(Top-Emitter oder auch TopLED).

Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter der
Hauptemissionsrichtung einer bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung der anteilsmdlig gewichtete

Mittelwert der Emissionsrichtungen verstanden werden.

Das optoelektronische Bauelement kann derart eingerichtet
sein, dass der Winkel zwischen Montagefldche und Montageebene
stetig oder unstetig variiert werden kann. Beispielsweise
kann der Winkel zwischen Montagefldche und Montageebene
derart gewahlt sein, dass in hochgeklappten
optoelektronischen Bauelementen die Ausleuchtung des
Reflektors optimiert wird. Weiterhin kann die Ausleuchtung
des Reflektors mittels optoelektronischer Bauelemente
optimiert werden, die beispielsweise eine asymmetrische
Abstrahlcharakteristik aufweisen, beispielsweise mittels

schielender Linsen.

Ein optoelektronisches Bauelement kann beispielsweise auf
oder ilber der Montageflidche fixiert sein, beispielsweise
schliissig verbunden sein, beispielsweise stoffschliissig,
beispielsweise verklebt, verlotet; beispielweise
formschliissig, beispielsweise gesteckt; und/oder

kraftschliissig, beispielsweise verschraubt, vernietet.

Das Ausbilden 204 einer ringf&rmigen Anordnung und/oder
ringfdrmigen Struktur optoelektronischer Bauelemente 104 des
ersten Substrates 106 mit mehreren optoelektronischen
Bauelementen 104 kann beispielsweise als ein Aufrollen eines
mechanisch flexiblen ersten Substrates 106 zu einer
wenigstens teilweise ringfdrmigen Struktur und/oder
ringfdrmigen Anordnung der optoelektronischen Bauelemente

eingerichtet bzw. ausgebildet sein.
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FEine vollstdndig ringfdrmige Struktur oder vollstdndig
ringfdrmige Anordnung optoelektronischer Bauelemente 104 kann
bei mehr als zwei optoelektronischen Bauelementen 104 auf

oder iiber dem ersten Substrat 106 ausgebildet werden.

Fine vollstdndig ringfdrmige Anordnung kann bei mehr als zwei
optoelektronischen Bauelementen 104 auf oder iiber dem zweiten

Substrat 108 ausgebildet werden.

FEine wenigstens teilweise ringfdrmige Struktur und/oder
wenigstens teilweise ringfdrmige Anordnung der
optoelektronischen Bauelemente 104 kann mit wenigstens einem
optoelektronischen Bauelement ausgebildet werden,

beispielsweise als Ringsegment

Das Ausbilden 204 einer ringf&rmigen Anordnung und/oder
ringfdrmigen Struktur optoelektronischer Bauelemente 104 kann
auch als Formen des Linienzuges in einer Ebene bezeichnet
werden, wobeili die Ebene als Montageebene bezeichnet werden
kann. Der geformte Linienzug kann beispielsweise eine
geschlossene Form aufweisen, beispielsweise eines Kreises,
einer Ellipse, oder eines Vielecks (n-Eck) oder eines

Teilsegmentes dieser Formen.

Die Montageebene kann in Abhdngigkeit der jeweiligen
Ausgestaltung als zweites Substrat 108 und/oder Reflektor 110

verstanden werden.

Das wenigstens eine optoelektronische Bauelement 104 kann
teilweise oder vollstadndig auf der Innenseite oder der
AuBenseite oder auf der Innenseite und der AuBenseite der

ringférmigen Struktur angeordnet sein.

Mit anderen Worten: mehrere optoelektronische Bauelemente
kénnen zur geometrischen Mitte und/oder zur Mitte des

Massenschwerpunktes der ringfdrmigen Struktur ausgerichtet
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sein oder von ihr weggerichtet sein, beispielsweise
antiparallel. Die Anordnung des optoelektronischen
Bauelementes 104 kann sich jeweils auf die elektromagnetische
Strahlung bereitstellende oder aufnehmende Oberfldche des

optoelektronischen Bauelementes 104 beziehen.

Das Anordnen 202 der optoelektronischen Bauelemente 104 auf
der Montagefldche 106 kann derart ausgebildet sein, dass der
Winkel zwischen der Montageebene 108 und der
Hauptemissionsrichtung 102 der optoelektronischen Bauelemente
o

104 einen Wert in einem Bereich von ungefdahr +45 bis

o]

ungefdhr -45 aufweist, beispielsweise in einem Bereich wvon

ungefdhr +15° bis ungefahr -20°.

Ein Winkel von ungefdhr 0° beschreibt den Fall, bei dem die
Hauptemissionsrichtung 102 parallel zur Montageebene 108,

beispielsweise dem zweiten Substrat 108, eingerichtet ist.

Der Reflektor 110 kann im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung der mehreren optoelektronischen
Bauelemente 104 beispielsweise in der Mitte, beispielsweise
(ungefdhr) konzentrisch, zu der ringfdrmigen Struktur

und/oder ringfdrmigen Anordnung angeordnet werden.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 vor dem
Anordnen 208 des Reflektors 110 separat geformt werden, d.h.
vor dem Einbringen des Reflektors in den Strahlengang der

elektromagnetischen Strahlung ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 jedoch auch als
ein Bereich des zweiten Substrates 108 im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des optoelektronischen

Bauelementes 104 verstanden werden.

Mittels der Form der reflektierenden Oberfldche 112 des
Reflektors 110 im Strahlengang der elektromagnetischen

Strahlung des optoelektronischen Bauelementes 104 kann die
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Art und Glite der Durchmischung der umgelenkten

elektromagnetischen Strahlung 114 eingestellt werden.

Der Reflektor 110 sollte derart ausgebildet und in der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung angeordnet sein,
dass ein wesentlicher Anteil der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung 102, beispielsweise grdBer

ungefdahr 50 %, beispielsweise grdbler ungefahr 75 % auf den
Reflektor 110 trifft und umgelenkt wird.

Die reflektierende Oberflache 112 des Reflektors 110 sollte
beziiglich der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung
102, beispielsweise der Polarisation, der Wellenldnge
und/oder dem Einfallswinkel, derart ausgebildet sein, dass
der Anteil der umgelenkten elektromagnetischen Strahlung 114
gr&ber ungefdhr 50 %, beispielsweise grdber ungefdhr 90 %
beziiglich der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung

102 betragt.

Die optoelektronische Bauelementevorrichtung 100 sollte
derart eingerichtet sein, dass die bereitgestellte
elektromagnetische Strahlung 102 einmalig reflektiert wird,
beispielsweise umgelenkt wird, bevor die elektromagnetische
Strahlung die Bildebene 122 erreicht.

Weiterhin kann mittels der indirekten Anordnung der mehreren
optoelektronischen Bauelemente beziiglich der Bildebene 122
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung die Art und
Glite der Durchmischung unabhdngig von der jeweiligen
Ausgestaltung der Strahlungsquelle/n eingestellt werden,

beispielsweise mittels der Ausgestaltung des Reflektors 110.

Fig.3 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ansichten 310, 320, 330,

340 einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100.
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Das optoelektronische Bauelement 104, das erste Substrat 106,
das zweite Substrat 108 und/oder der Reflektor 110 mit
reflektierender Oberfldche 112 kénnen gemdl einer der
Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.l eingerichtet und
gemédl einer der Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig.2

ausgebildet worden sein.

In der ersten Draufsicht 310 ist ein optoelektronisches

Bauelemente 104 auf einem ersten Substrat 106 dargestellt.

In einer Ausgestaltung kann das optoelektronische Bauelement
104 als ein vereinzeltes optoelektronisches Bauelement 304,

eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann das optoelektronische Bauelement
104 als ein vereinzeltes, optoelektronisches Bauelement 104
mit wellenldngenkonvertierender Struktur 306 im Strahlengang
der elektromagnetischen Strahlung des optoelektronischen

Bauelementes 304 eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann das optoelektronische Bauelement
104 als ein seitlich Strahlung-bereitstellendes und/oder
seitlich Strahlung-aufnehmendes, optoelektronisches
Bauelement 308 mit wellenldngenkonvertierender Struktur im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung eines
optoelektronischen Bauelementes eingerichtet sein,
beispielsweise eine seitlich zur Fixierung Strahlung-

bereitstellende LED (SideLED/Sidelooker).

In einer Ausgestaltung kann das optoelektronische Bauelement
104 als ein vereinzeltes, optoelektronisches Bauelement 312
mit wellenldngenkonvertierender Struktur und einer Linse im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung eines
optoelektronischen Bauelementes 104, beispielsweise einer

LED, beispielsweise einer InGaN-Diode, eingerichtet sein.
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Die Linse kann beispielsweise mittels Volumenvergusses eines
formbaren Stoffs oder Stoffgemisches auf oder iiber der LED

ausgebildet werden.

Die Linse kann beispielsweise asymmetrisch beziiglich der
Rotationsachse parallel zum Lichtweg ausgebildet sein.
Mittels der asymmetrischen Form der Linse kann beispielsweise
das Ausleuchten des Reflektors 110 verbessert werden, d.h.
eine direkte Beleuchtung der Bildebene kann mittels der Form
der Linse des optoelektronischen Bauelementes verhindert oder

reduziert werden.

In einer zweiten Draufsicht 320 ist das erste Substrat 106
mit optoelektronischen Bauelementen 304, 306, 308, 312 nach
dem ZAusbilden 204 einer teilweise ringfdrmigen Anordnung
und/oder ringfdrmigen Struktur des optoelektronischen
Bauelementes 104 des ersten Substrates 106 dargestellt. Eine
teilweise ringfdrmige Anordnung eines optoelektronischen
Bauelementes kann in diesem Sinne als ein Segment eines

Ringes (nicht dargestellt) verstanden werden.

Das Ausbilden 204 einer ringf&rmigen Anordnung und/oder
ringfdrmigen Struktur optoelektronischer Bauelemente 104 des
ersten Substrates 106 kann beispielweise an den Faltlinien

302 des ersten Substrates 106 erfolgen.

Der Boden 108 der gefalteten Struktur 314 kann beispielsweise
als zweltes Substrat 108 verstanden werden, wobel das erste
Substrat 106 und das zweite Substrat 108 unterschiedliche

Bereiche eines gemeinsamen Substrates sein k&nnen.

Mit anderen Worten: mittels des Faltens 204 des gemeinsamen
Substrates kann ein erstes Substrat 106 und ein zweites

Substrat 108 ausgebildet werden.

Die gefaltete Struktur 314 kann einen Hohlraum 316 aufweisen,

wobel der Hohlraum wenigstens eine Offnung aufweist.
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Die gefaltete Struktur 314 kann als Grundfldche 108 eine der
folgenden geometrischen Formem aufweisen: ein Kreis, ein
Dreieck, ein Quadrat, ein Rechteck, eine Ellipse, ein

Vieleck, einen Ring.

Das flexible Substrat 106 mit optoelektronischem BRauelement
104 kann beispielsweise gefaltet werden derart, dass das
wenigstens eine optoelektronischen Bauelemente 104 mit dem
Reflektor 110 eine wenigstens teilweise konzentrische
Anordnung ausbildet, beispielsweise eine positionsinvariante
Anordnung ausbildet, beispielsweise dem Reflektor 110 an

einer Symmetrieachse des ersten Substrates gegeniiberliegt.

Eine teilweise konzentrische Anordnung kann als ungefdhres
Ubereinstimmen der Position der Bezugspunkte des Reflektors

und der optoelektronischen Bauelemente verstanden werden.

Der Bezugspunkt der optoelektronischen Bauelemente kann
beispielsweise die geometrische Mitte der ringfdrmigen

Struktur der optoelektronischen Bauelemente sein.

Der Bezugspunkt des Reflektors kann beispielsweise der
Massenschwerpunkt, eine Symmetrieachse, die geometrische

Mitte oder einer Projektion dieser Bezugspunkte sein.

Die unterschiedlichen Bezugspunkte des Reflektors kdnnen
unterschiedliche Lagen im Reflektor aufweisen, beispielsweise

bei einem asymmetrisch geformten Reflektor.

Bei einer wenigstens teilweise konzentrischen Anordnung der
optoelektronischen Bauelemente um den Reflektor, kann die
Lage des Bezugspunktes der optoelektronischen Bauelemente

ungefdhr gleich einem der Bezugspunkt des Reflektors sein.

In einer dritten Ansicht 330 ist eine Draufsicht 330 auf die
gefaltete Struktur 314 nach Anordnen 208 eines Reflektors 110
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im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung des
wenigstens einen optoelektronischen Bauelementes 104

dargestellt.

Die reflektierende Oberflidche 112 des Reflektors kann
beispielsweise den gleichen oder einen anderen Stoff

aufweisen oder daraus gebildet sein wie der Reflektor 110.

In einer weiteren Ansicht 340 ist eine Querschnittsansicht
der dritten Ansicht 330 dargestellt - die Schnittachse 340
ist in der dritten Ansicht 330 mittels einer gestrichelten

Linie 340 angedeutet.

Der Reflektor 110 kann in einer Ausgestaltung die Form
dhnlich oder gleich einem Prisma aufweisen, wobei die
Seitenfldchen des Prismas gewdlbt sein kodnnen, beispielsweise

gerade, konvex, konkav oder beliebig.

Weitere Ausgestaltungen von Reflektoren 110 kdnnen
beispielsweise der Beschreibungen der Fig.18 entnommen

werden.

In einer Ausgestaltung kann die dargestellte Ausgestaltung
310, 320, 330, 340 der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung als Ausschnitt einer gréBeren
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, mit zwei oder mehr
optoelektronischen Bauelementen, verstanden werden -
angedeutet mittels des Pfeils 318 in der schematischen
Draufsicht 350.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l oder Fig.2 und folgenden Figuren eingerichtet sein.
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Fig.4 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ansichten 410, 420, 430,

440 einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100.

Das optoelektronische Bauelement 104, das erste Substrat 106,
das zweite Substrat 108 und/oder der Reflektor 110 mit
reflektierender Oberfldche 112 kénnen gemdl einer der
Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.l bis Fig.3

eingerichtet sein.

In der ersten Ansicht 410 sind zweil optoelektronische
Bauelemente 104 auf einem gemeinsamen, ersten Substrat 106

dargestellt.

In einer zweiten Ansicht 420 ist eine Draufsicht 420 auf das
erste Substrat 106 nach dem Ausbilden 204 einer ringfdrmigen
Anordnung und/oder ringfdrmigen Struktur optoelektronischer

Bauelemente 104 des ersten Substrates 106 dargestellt.

Das Falten des ersten Substrates 106 kann beispielweise an

den Faltlinien 302 erfolgen.

Der Boden der gefalteten Struktur 402 kann als zweites
Substrat 108 verstanden werden, wobel das erste Substrat 106
und das zwelte Substrat 108 unterschiedliche Bereiche eines

gemeinsamen Substrates der ersten Ansicht 410 sein kdnnen.

Bei einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 mit
zwel optoelektronischen Bauelementen 104 die einen Reflektor
110 wenigstens teilweise umgeben, kdnnen die
optoelektronischen Bauelemente 104 gegeniiberliegend,
nebeneinander, ilber Eck, oder in einer dhnlichen Anordnung

zueinander angeordnet sein.

Die gefaltete Struktur 402 kann einen Hohlraum 404 aufweisen.
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Die optoelektronischen Bauelemente 104 kdnnen beispielsweise
auf der Innenseite im Hohlraum 404 der gefalteten Struktur

402 angeordnet sein.

Die gefaltete Struktur 402 kann als Grundfldche 108 eine der
folgenden geometrischen Formem aufweisen: ein Kreis, ein
Dreieck, ein Quadrat, ein Rechteck, eine Ellipse, ein

Vieleck, einen Ring.

Das flexible Substrat 106 mit optoelektronischem BRauelement
104 kann beispielsweise gefaltet werden derart, dass das
flexible Substrat 106 und die optoelektronischen Bauelemente
eine wenigstens teilweise konzentrische Anordnung ausbilden,

beispielsweise einander gegeniliberliegen.

In einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen
Bauelemente 104 auf der AuBenseite der gefalteten Struktur

402 angeordnet sein.

In einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches Bauelement
104 auf der Innenseite, und ein optoelektronisches Bauelement
104 auf der Aubenseite der gefalteten Struktur 402 angeordnet

sein.

In einer dritten Ansicht 430 ist eine Draufsicht 430 auf die
gefaltete Struktur 402 der zweiten Ansicht 420 nach Anordnen
des Reflektors im Strahlengang der elektromagnetischen

Strahlung der optoelektronischen Bauelemente 104 dargestellt.

Die gefaltete Struktur 402 kann beispielsweise eine
geometrische Form aufweisen dhnlich oder gleich eines Ringes,

eines Hohlzylinders oder eines Sacklochs.

In einer Ausgestaltung kann das erste Substrat 106 schliissig,
beispielsweise kraftschliissig, stoffschliissig, formschliissig,

beispielsweise an den Linien 302, auf oder dem zweiten
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Substrat 108 angeordnet (204) und mit dem zweiten Substrat

108 verbunden werden,

In dem Hohlraum 316 der gefalteten Struktur 402 kann der
Reflektor 110 angeordnet sein, beispielsweise konzentrisch zu
den ersten Substraten 106 der gefalteten Struktur 402.

In einer weiteren Ansicht 440 ist eine Querschnittsansicht
der dritten Ansicht 430 dargestellt - die Schnittachse 440
ist in der dritten Ansicht 430 mittels der gestrichelten

Linie 440 angedeutet.

Der Reflektor 110 kann in einer Ausgestaltung die Form
dhnlich oder gleich einem Prisma aufweisen, beispielsweise

eines Pyramidenstumpfes oder eines Kegelstumpfes.

Weitere Ausgestaltungen von Reflektoren 110 kdnnen
beispielsweise der Beschreibungen der Fig.18 entnommen

werden.

Die reflektierende Oberflidche 112 des Reflektors kann
beispielsweise den gleichen oder einen anderen Stoff

aufweisen oder daraus gebildet sein wie der Reflektor 110.

Die dargestellte Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann beispielsweise als Ausschnitt
einer grdberen optoelektronischen Bauelementevorrichtung
verstanden werden, dhnlich einer Ausgestaltung der
Darstellung 350 Fig.3.

Fig.5 zeigt eine Ausgestaltung optoelektronischer Bauelemente
auf einem ersten Substrat, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

In einer Ausgestaltung kénnen die zwei oder mehr
optoelektronischen Bauelemente 104 auf einem gemeinsamen

ersten Substrat 106 angeordnet sein. Mit anderen Worten: die
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optoelektronischen Bauelemente 104 werden nicht vereinzelt
auf das erste Substrat 106 aufgebracht, sondern werden auf
einem gemeinsamen, ersten Substrat 106 ausgebildet -
dargestellt in der Ansicht 500.

in einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen
Bauelemente 104 auf einem gemeinsamen Leadframe 106
ausgebildet werden. Die optoelektronischen Bauelemente 104
brauchen dann nicht vereinzelt werden, sondern der Leadframe
106 kann anwendungsspezifisch in der bendtigten Lange
getrennt werden, beispielsweise zugeschnitten werden -

angedeutet mittels der gestrichelten Linien 504.

In verschiedenen Ausfihrungsformen kann unter einem Leadframe
beispielsweise eine Metallstruktur verstanden werden, die
eine oder mehrere Metallstiicke aufweist, beispielsweise die

Metallsticke mittels eines Metallrahmens zusammenhalt.

In verschiedenen Ausfihrungsformen kann ein Leadframe
beispielsweise aus einer fldchigen, beispielsweise mechanisch
flexiblen, Metallplatte gebildet werden, beispielsweise
mittels eines chemischen Verfahrens wie beispielsweise Atzen,
oder mittels eines mechanischen Verfahrens wie beispielsweise

Stanzen.

Der entstehende Streifen 106 des Leadframes kann dann zu
einer, beispielsweise ringfdrmigen Struktur, aufgerollt

werden.

Das elektrische Verschalten der optoelektronischen
Bauelemente 104 kann in einer Ausgestaltung, bei der das
erste Substrat 106 mit optoelektronischen Bauelement 104 als
Leadframe 106 mit optoelektronischen Bauelement 104
eingerichtet ist, beim Ausbilden der optoelektronischen

Bauelemente 104 auf oder {lber dem Leadframe 106 erfolgen.
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Das Ausbilden der optoelektronischen Bauelemente 104 auf
einem gemeinsamen Substrat 106, beispielsweise auf einem
Leadframe 106, kann den Vorteil aufweisen, dass die Anzahl
der optoelektronischen Bauelemente 104 und/oder die Abmessung
des ersten Substrates 106 anwendungsspezifisch ausgebildet
werden kann - angedeutet mittels der gestrichelten Linien
504.

In einer Ausgestaltung kann das Ausbilden 204 einer
ringfdérmigen Anordnung 502 und/oder einer ringfdrmigen
Struktur 502 optoelektronischer Bauelemente 104 des ersten
Substrates 106 zu einer ringfdrmigen Struktur 502
beispielsweise als ein Biegen 204 des ersten Substrates 106

ausgebildet sein - dargestellt in der Ansicht 510.

Die optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen auf der
Innenseite und/oder AuBenseiten der ringfdérmigen Struktur 502

angeordnet sein.

In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann eine ringfdrmige
Struktur 502 als eine teilweise oder vollstdndig geschlossene
Kurve verstanden werden, wobei eine geschlossene Kurve die
geometrische Form eines Kreises, einer Ellipse, eines

Rechteckes oder allgemein eines Vielleckes aufweisen kann.

Mit anderen Worten: die ringfdrmige Struktur 502 kann eine
geometrische Form aufweisen derart, dass das erste Substrat
106 mit optoelektronischen Bauelementen 104 eine geometrische
Form &hnlich einer geschlossenen Kurve beschreibt,
beispielsweise einen Ring 502, ein Dreieck 502, ein Viereck

502, ein Vieleck 502 oder dhnliche geometrische Formen.

Das Ausbilden der vollstadndigen, geschlossenen ringfdrmigen
Struktur 502 kann ab drei oder mehr optoelektronischen
Bauelementen erfolgen.

Die konkrete Ausgestaltung der ringfdérmigen Struktur 502,

beispielweise die geometrische Form oder der Durchmesser,
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kann abhdngig sein von der Anzahl der optoelektronischen

Bauelemente 104.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.4 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.6 zeigt optoelektronische Bauelementevorrichtungen, gemadl

verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ansichten 610, 620, 630,
640, 650, 660, 670, 680 zweier unterschiedlicher
Ausgestaltungen optoelektronischer Bauelementevorrichtungen
100 im Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100.

In Fig.5 ist eine Ausgestaltung des ersten Substrates 106
dargestellt, bei der die Anzahl der optoelektronischen
Bauelemente 104 auf dem ersten Substrat 106 dadurch erhoéht
wurde, dass die Abmessung des ersten Substrates 106 angepasst

wird.

In Fig.6 sind, zur Veranschaulichung, d.h. ohne Beschréankung
der Allgemeinheit, zweil Ausgestaltungen (640, 680)
dargestellt, bei denen die Anzahl der optoelektronischen
Bauelemente 104 auf dem ersten Substrat 106 erhdht wird,
wobel die HOhe der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

100 unverdndert, d.h. bestdndig, ausgebildet ist.

Beziiglich der Angaben zu den Verfahrensschritten 204, 206,
208 sei auf die Beschreibung des Verfahrens 200 der

Beschreibung der Fig.2 verwiesen.
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Beziiglich der Angaben zu den optoelektronischen Bauelementen
104, dem ersten Substrat 106 und dem Reflektor 110 ist auf
Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.5

verwilesen.

Zusdtzlich und/oder abweichend zu den Ausgestaltungen der
Beschreibungen der Fig.l bis Fig.5 kann der Reflektor 110 als
zweites Substrat 108 bzw. das zweite Substrat 108 als
Reflektor 110 eingerichtet sein - dargestellt in den
Ansichten 630, 670.

Das Anordnen 206 des ersten Substrates 106 auf oder {lber dem
zweiten Substrat 108 kann in dem Fall gleichzeitig mit dem
Anordnen 208 des Reflektors 110 im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des optoelektronischen

Bauelementes 104 ausgebildet sein.

Die dargestellten Ansichten 610, 620, 630, 640, 650, 660,
670, 680 sollen, ohne Beschrankung der Allgemeinheit, als
Veranschaulichung der Skalierbarkeit der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 zu verstehen sein. Beispielsweise
sind die Form des ersten Substrates 106, die Anzahl der
optoelektronischen Bauelemente 104 auf oder {ilber dem ersten
Substrat 106, die Form der ringfdrmigen Struktur 502 und die
Ausgestaltung des Reflektors 110 lediglich als Beispiel zur

Veranschaulichung zu verstehen.

Die Abmessungen des ersten Substrats 106 zum Bilden der
ringfdrmigen Struktur 502 kann derart variiert werden, dass
die optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 eine
anwendungsspezifisch bestimmte Anzahl optoelektronischer

Bauelemente 104 aufweist.

Fine ringfdrmige Struktur 502 kann bei einem ersten Substrat
106 ausgebildet werden, welches drei oder mehr
optoelektronischen Bauelement 104 auf einem gemeinsamen,

ersten Substrat 106 aufweist, wobel das erste Substrat derart
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gefaltet wurde, sodass die Enden des ersten Substrates 106
einen teilweise oder vollstandig k&rperlichen Kontakt

aufweisen.

Mittels der Abmessung des ersten Substrates 106 kann
beispielsweise der Durchmesser der ringfdrmigen Struktur 502

eingestellt werden.

In einer Ausgestaltung k&nnen/kann mittels des Durchmessers
der ringférmigen Struktur 502 die Anzahl und/oder die GriBe
der optoelektronischen Bauelemente eingestellt,

beispielsweise skaliert, werden.

Mittels der Anzahl der optoelektronischen Bauelemente 104
kann beispielsweise die Leuchtdichte der elektromagnetischen
Strahlung erhdéht werden, die von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 aufgenommen oder bereitgestellt

werden kann.

In einer Ausgestaltung kann mit der Anzahl der
optoelektronischen Bauelemente 104 der Bauelementevorrichtung
100, beispielsweise die Leuchtdichte der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 eingestellt werden.

In einer Ausgestaltung kann das erste Substrat dhnlich einer
Spirale gefaltet sein, d.h. es k&nnen mehrere ringfdrmige
Strukturen libereinander mit einem einzigen ersten Substrat
106 ausgebildet werden. Dadurch kann beispielsweise die
Strahlungsdichte in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung erhdht werden, ohne die Anzahl an
ersten Substraten 106 oder den Durchmesser der ringfdrmigen
Struktur 502 zu erhodhen.

Wie in den Ansichten 620, 650 dargestellt ist, kdnnen die
optoelektronischen Bauelemente 104 auf dem ersten Substrat

106 in ringfdrmige Strukturen 602 ausgebildet werden.
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In der jeweiligen dritten Ansicht 630, 640, 670, 680 sind die
ringfdrmigen Strukturen 502 mit Reflektor 110 dargestellt.

Die konkrete Ausgestaltung des Reflektors 110, beispielsweise
die GroRe des Reflektors 110 kann abhdngig von der
Ausgestaltung der ringfdrmigen Strukturen 502 sein,
beispielsweise der geometrischen Form der ringfdrmigen
Struktur 502 und/oder dem Durchmesser der ringfdrmigen
Struktur 502.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.5 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.7 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

Zusatzlich oder anstelle der Ausgestaltungen der Fig.6 zum
Anpassen, beispielsweise Skalieren, der Strahlungsdichte der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in der
Bildebene 122 der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100, koénnen die Abmessungen und/oder die Bauart der
optoelektronischen Bauelemente 104 anwendungsspezifisch

angepasst werden.

Das Anpassen der Bauart der optoelektronischen Bauelemente
104 kann auch mittels einer der Ausgestaltung der
Beschreibungen der Fig.3 und Fig.4 realisiert werden,
beispielsweise mittels Ausbildens einer optischen Linse auf

oder {Uber einer LED.

In einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen
Bauelemente 104 beispielsweise eine rechteckige, hexagonale,

vieleckige und/oder kreisfdrmige geometrische Form der
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Strahlungs-bereitstellenden-Oberflédche und/oder Strahlungs-

aufnehmenden-Oberfldche aufweisen.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.6 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.8 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ansichten 810, 820, 830,

840 einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100.

Zusatzlich oder anstelle der Ausgestaltung der Beschreibungen
der Fig.6 und/oder Fig.7 kann das elektromagnetische
Strahlungsfeld der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
dadurch skaliert werden, dass mehrere optoelektronische
Bauelemente 104 nebeneinander auf oder {iber einem

gemeinsamen, ersten Substrat 106 angeordnet werden.

Die mehreren optoelektronischen Bauelemente werden beziiglich
der Ausgestaltung der Beschreibung der Fig.l bis Fig.7 derart
angeordnet, dass die optoelektronischen Bauelement 104 nach
Ausbilden der ringfdrmigen Struktur 502 vertikal
ibereinander, beispielsweise in unterschiedlichen Reihen,

angeordnet bzw. zu erkennen sind.

Weitere Parameter der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 kdnnen den Ausgestaltungen der

Beschreibungen der Fig.l bis Fig.7 entnommen werden.

Mittels des iibereinander Anordnens der optoelektronischen
Bauelemente 104 in der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 kann die Strahlungsdichte,
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beispielsweise die Leuchtdichte, der elektromagnetischen
Strahlung in der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
erhdht werden, die von dem optoelektronischen BRauelement
aufgenommen und/oder bereitgestellt werden kann, ohne den
Durchmesser der ringfdrmigen Struktur, beispielsweise gemdl
einer der Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig.5 zu

vergrdlern.

In einer Ausgestaltung kann das Ausbilden mehrerer
iibereinander angeordnet optoelektronischer Bauelemente 104 in
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100
beispielsweise mittels des Anordnens einer weiteren
ringfdrmigen Struktur 502 auf oder {liber einer anderen
ringférmigen Struktur 502 ausgebildet werden - angedeutet in
der Ansicht 802.

Die mehreren ringfdrmigen Strukturen 502, die iibereinander
angeordnet sind, kdnnen einen gleichen oder &hnlichen
Durchmesser und/oder eine gleiche oder &dhnliche geometrische

Form aufwelsen.

Der Durchmesser benachbarter ringfdrmiger Strukturen 502 kann
jedoch auch unterschiedliche ausgebildet sein, beispielsweise
zunehmend oder abnehmend beziiglich des zweiten Substrates
108.

Mit anderen Worten: Beim Anordnen 206 des ersten Substrates
auf oder iUber einem zweiten Substrat kann in einigen
Ausgestaltungen das zweite Substrat auch als ringfdrmige

Struktur 502 eingerichtet sein.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.1l bis Fig.7 und folgenden Figuren eingerichtet sein.
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Das Anordnen mehrerer optoelektronischer Bauelemente 104
Uibereinander in der ringfdrmigen Struktur 502 kann die
Gesamtleistung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100 und zusétzlich die Leistungsdichte des Reflektors 110

erhdhen.

Fig.9 zeigt unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

Dargestellt sind jeweils in Draufsichten 910, 930, 950 und
Querschnittsansicht 920, 940, 960 drei unterschiedliche
Ausgestaltungen 910, 930, 950 optoelektronischer
Bauelementevorrichtung 100, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

Die Anzahl der optoelektronischen Bauelemente 104 und die
Form und/oder die Bauart der optoelektronischen Bauelemente
104, des ersten Substrates 106 und des Reflektors 110 kdnnen
dhnlich oder gleich einer der Ausgestaltungen der

Beschreibung der Fig.l bis Fig.8 eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kdnnen die Strahlungs—-aufnehmende-
Oberflédche und/oder die Strahlungs-bereitstellende-Oberfléiche
der optoelektronischen Bauelemente 104 zu der geometrischen
Mitte der ringfdrmigen Struktur 502 hin ausgerichtet und/oder
von der geometrischen Mitte der ringfdrmigen Struktur 502 her

weggerichtet sein.

Die geometrische Mitte einer ringfdrmigen Struktur kann
beispielsweise als Symmetrieachse verstanden werden,
beispielsweise einer Rotationssymmetrie und/oder einer

Punktsymmetrie.

In einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen

Bauelemente 104 auf der AuRenseite des ersten Substrates 106
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in der geometrischen Mitte der ringfdrmigen Struktur 502

angeordnet sein.

Mit anderen Worten: die optoelektronischen Bauelemente 104
kénnen von einem Reflektor 110 in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 umgeben sein, beispielsweise

konzentrisch umgeben sein

In einer weiteren Ausgestaltung 2930 der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 kdnnen optoelektronische
Bauelemente 104 auf einem ersten Substrat 106 einen ersten

Reflektor 110 umgeben, beispielsweise konzentrisch.

Zusdtzlich k&nnen optoelektronische Bauelemente 104 auf einem
ersten Substrat 106 von einem zweiten Reflektor 902 umgeben

werden, beispielsweise konzentrisch umgeben werden.

Die optoelektronischen Bauelemente 104 auf einem ersten
Substrat 106 konnen beispielsweise in einer Rilicken—-an-Riicken-

Anordnung (back-to-back) angeordnet sein.

Die optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 kann jedoch
auch derart ausgebildet sein, dass mehrere ringfdrmige
Strukturen 502, einen oder mehrere Reflektoren 110 umgeben,
eine ringfdrmige Struktur 502 von einem oder mehreren
Reflektoren 110 umgeben wird, eine ringfdérmige Strukturen 502
eine oder mehrere ringfdrmige Strukturen 502 umgibt und/oder
von einer oder mehreren ringfdormigen Strukturen 502 umgeben

wird.

Mit anderen Worten: die mehreren optoelektronischen
Bauelemente 104 auf einem ersten Substrat 106, beispielsweise
in einer ringfdérmigen Struktur 502, kdnnen einen Reflektor

110 umgeben und/oder von einem Reflektor 110 umgeben werden.

FEine Ausgestaltung einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100, in der optoelektronische
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Bauelemente 104 in einer ringfdérmigen Struktur 502 oder
ringfdrmigen Anordnung 502 einen Reflektor 110 umgeben und
zusatzlich von einem Reflektor 110 umgeben werden, ist in der
Ansicht 950, 960 dargestellt.

Mittels der Ausgestaltungen der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung mit mehreren konzentrisch zueinander
angeordneten ringfdrmigen Strukturen 502 und/oder Reflektoren
110 kann die Strahlungsdichte der elektromagnetischen
Strahlung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100

erhdoht werden.

Weiterhin kann die konzentrische Anordnung der
optoelektronischen Bauelemente 104 und die Anordnung des

Reflektors 110 eine kompakte Bauart ermdglichen.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.8 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.1l0 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ansichten 1010, 1020, 1030,

1040 der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100.

Das Ausbilden der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100 kann beispielsweise ahnlich oder gleich einer
Ausgestaltung des Verfahrens 200 der Beschreibung der Fig.2

eingerichtet sein.

Das optoelektronische Bauelement 104, das erste Substrat 106,
das zweite Substrat 108 und/oder der Reflektor 110 mit

reflektierender Oberfldche 112 kénnen in der geometrischen
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Form, Anzahl und Bauart gemdl einer der Ausgestaltungen der
Beschreibung der Fig.l bis 9 eingerichtet bzw. ausgebildet

sein.

In der ersten Ansicht 1010 sind mehrere optoelektronische
Bauelemente 104 auf einem gemeinsamen, ersten Substrat 106

dargestellt.

In einer zweiten Ansicht 1020 ist eine Draufsicht auf eine
Ausgestaltung eines gefalteten, ersten Substrates 106

dargestellt.

Das flexible Substrat 106 mit optoelektronischem BRauelement
104 kann beispielsweise gefaltet werden derart, dass das
flexible Substrat 106 und die optoelektronischen Bauelemente
106 eine wenigstens teilweise konzentrische Anordnung,

beispielsweise teilweise ringfdrmigen Struktur 502 ausbilden.

Die optoelektronischen Bauelemente 104 kdnnen beispielsweise

auf der Innenseite der Ringstruktur 502 angeordnet sein.

In einer dritten Ansicht 1030 ist eine Draufsicht 1030 auf
die Ringstruktur 502 der zweiten Ansicht 1020 in einem
Gehduse 108 dargestellt.

In einer Ausgestaltung kann das Gehduse 108 als zweites
Substrat 108 verstanden werden, wobei das Gehduse 108 einen
Hohlraum aufweisen kann, in dem das erste Substrat 106 mit
optoelektronischen Bauelement 104 angeordnet werden kann,
beispielsweise fixiert werden kann, beispielsweise an oder

auf den Seitenwdnden des Gehduses 108 (dargestellt).

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 ein Teil des
zweiten Substrates 108 sein bzw. das zweite Substrat 108 ein
Teil des Reflektors 110 sein.

In einer Ausgestaltung kann das Anordnen 208 des Reflektors

110 im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung der
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optoelektronischen Bauelemente 104 gleichzeitig mit dem
Anordnen 206 des ersten Substrates 106 auf oder iiber dem
zweiten Substrat 108 eingerichtet sein, beispielsweise als

ein einziger Prozess ausgebildet sein.

Das Gehduse 108 kann beispielsweise eine geometrische Form
aufweisen dhnlich oder gleich einem Ring, einem Hohlzylinder,
einem Sackloch, einem Kegel, einem Kegelstumpf, einem Prisma
oder einer dhnlichen geometrischen Form, wobei die
Seitenfldchen eine gerade, konvex, konkave oder unregelmidbig

geformte QOberfldche aufweisen kdnnen.

Das erste Substrat 106 mit optoelektronischen Bauelementen
104 kann beispielsweise auf der Innenseite des Ringes,
Hohlzylinders oder Sackloches schliissig fixiert sein,
beispielsweise verklebt, geklemmt, gesteckt oder verschraubt

sein.

Das erste Substrat 106 kann beispielsweise schliissig,
beispielsweise kraftschlissig, formschliissige,

stoffschliissig, mit dem Gehduse 108 verbundenen sein.

In einer weiteren Ansicht 1040 ist eine Querschnittsansicht
der dritten Ansicht 1030 dargestellt - die Schnittachse 1040
ist in der dritten Ansicht 1030 mittels einer gestrichelten

Linie 1040 angedeutet.

Der Reflektor 110 kann in einer Ausgestaltung die Form
dhnlich oder gleich einer der Ausgestaltungen der Reflektoren
110 der BReschreibungen der Fig.18 eingerichtet sein

beispielsweise dhnlich oder gleich einem Kegelstumpf.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors

110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
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beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.9 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.1ll zeigt unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

Dargestellt sind zweil Ausgestaltungen 1110, 1120
optoelektronischer Bauelementevorrichtung, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind Draufsichten 1110, 1120, 1030, 1140, 1150,
1160 und eine Querschnittsansicht 1160 einer

optoelektronischen Bauelementevorrichtung.

Die dargestellten Ausgestaltungen sind lediglich als

Beispiele zur Veranschaulichung des Prinzips zu verstehen.

In den Ausgestaltungen kann ein optoelektronisches Bauelement
104 oder kd&nnen mehrere optoelektronische Bauelemente 104
ein/e wellenldngenkonvertierende Struktur, eine Linse
und/oder eine Blende aufweisen, beispielsweise dhnlich oder
gleich dem optoelektronischen Bauelement 312 einer
Ausgestaltung der Beschreibung der Fig.3 - dargestellt in der
Ansicht 1120, 1140.

Das erste Substrat 106 kann derart geformt sein, dass nach
dem Ausbilden 204 einer ringfdrmigen Anordnung 502 und/oder
ringfdrmigen Struktur 502, eine geometrische Form gebildet
wird dhnlich oder gleich einer ringfdrmigen Struktur 502 mit

einem Boden 108.

Der Boden 108 der ringfdrmigen Struktur 502 kann
beispielsweise mittels schliissigen, beispielsweise
kraftschliissigen, formschliissigen, stoffschliissigen
Verbindens an den Kanten 1102 des ersten Substrates 106

ausgebildet werden.
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Der aus dem ersten Substrat 106 geformte Boden 108 der
ringfdrmigen Struktur 502 kann beispielsweise als zweites
Substrat 108 eingerichtet werden bzw. verstanden werden,
wobei das erste Substrat 106 und das zweite Substrat 108 als
unterschiedliche Bereiche eines gemeinsamen Substrates der

Ansicht 1100 verstanden werden kdnnen.

Mit anderen Worten: das erste Substrat 106 kann als lineares
Substrat ausgebildet sein, das dreieckige Zusétze 108
aufweist. Nach dem Falten des ersten Substrates 106 und
Umklappen der dreieckigen Zusdtze 108 kdnnen die dreieckigen
Zusatze 108 das zweite Substrat 108 bzw. den Boden 108 der
ringfdrmigen Struktur 502 bilden. Eine weitere mechanische
Umformung des ersten Substrates 106 und/oder des zweiten
Substrates 108 kann optional sein. Der Reflektor 110 gemaB
verschiedenen Ausgestaltung kann in der ringfdrmigen
Struktur, beispielsweise in der Mitte, beispielsweise auf
oder iber den dreieckigen Zusdtzen 108, d.h. dem zweiten

Substrat 108, platziert werden.

Der geformte Boden 108 kann beispielsweise auch als
Bodenplatte 108 verstanden werden. Die Bodenplatte 108 kann

mechanische als auch optische Funktionen aufweisen.

Eine mechanische Funktion kann beispielsweise die
Stabilisierung der ringfdrmigen Struktur 502 sein. Eine
optische Funktion kann beispielsweise das Bilden eines
optischen Bauelementes, beispielsweise eines Reflektors 110,

aus der Bodenplatte 108 sein.

Der Boden 108 der ringfdrmigen Struktur 502 kann geometrisch
beispielsweise eine geschlossen Flédche oder eine Fléche
dhnlich oder gleich mit einem Loch, beispielweise einem Ring,

ausgebildet sein.
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Die gefaltete Struktur 502 mit Boden 108 kann beispielsweise
eine geometrische Form aufweisen ahnlich oder gleich eines

Ringes, eines Hohlzylinders, eines Sacklochs oder einer Dose.

In dem Hohlraum 304 kann ein Reflektor 110 angeordnet sein,
beispielsweise konzentrisch zu den ersten Substraten 106 der
gefalteten Struktur 302.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.1l bis Fig.10 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.1l2 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

In verschiedenen Ansichten 1210, 1220, 1230, 1240 ist eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung 100 im Verfahren 200
zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 dargestellt.

Zusatzlich oder anstelle zu der Ausgestaltung der Faltung 204
des ersten Substrates 106 der Fig.1ll, kann die ringfdrmige
Struktur 502 mit Boden 108 mittels Faltens des Substrates aus
einem flachigen Substrat gebildet werden, beispielsweise
mittels Faltens 204 an den Faltlinien 1202.

Die Faltlinien 1202 k&nnen schliissig miteinander verbunden
werden, beispielsweise stoffschlissig, formschlissig und/oder

kraftschliissig.

Der Boden 108 der gefalteten, ringfdrmigen Struktur 502 kann
als zweltes Substrat 108 verstanden werden, wobel das erste
Substrat 106 und das zweite Substrat 108 unterschiedliche

Bereiche eines gemeinsamen Substrates sein k&nnen.
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Die gefaltete, ringfdrmige Struktur 502 der Ansicht 1220 kann
als Grundfladche 108 eine der folgenden geometrischen Formem
aufweisen: ein Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat, ein Rechteck,

eine Ellipse, ein Vieleck, einen Ring.

Die gefaltete, ringfdrmige Struktur 502 mit Boden 108 kann
beispielsweise eine geometrische Form aufweisen, &dhnlich oder

gleich einem Ringe, einem Hohlzylinder oder einem Sackloch.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.1l1l und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Fig.13 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ansichten 1310, 1320, 1330,
1340 im Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.12 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

In der ersten Ansicht 1310 sind mehrere optoelektronische
Bauelemente 104 auf einem gemeinsamen, ersten Substrat 106

dargestellt.
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In einer zweiten Ansicht 1320 ist eine Draufsicht auf eine
Ausgestaltung eines gefalteten, ersten Substrates 106

dargestellt.

Das Falten des ersten Substrates 106 kann beispielweise an

den Faltlinien 1202 erfolgen.

Der Boden 108 der gefalteten, ringfdrmigen Struktur 502 kann
als zweltes Substrat 108 verstanden werden, wobel das erste
Substrat 106 und das zweite Substrat 108 unterschiedliche

Bereiche eines gemeinsamen Substrates sein k&nnen.

Die gefaltete, ringfdrmige Struktur 502 kann einen Hohlraum

1304 aufweilsen.

Die gefaltete, ringfdrmige Struktur 502 kann als Grundflédche
108 eine der folgenden geometrischen Formem aufweisen: ein

Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat, ein Rechteck, eine Ellipse,
ein Vieleck, einen Ring, d.h. als eine Flédche mit einem Loch

versehen ausgebildet sein.

Das flexible Substrat 106 mit optoelektronischen Bauelementen
104 kann beispielsweise gefaltet werden derart, dass das
flexible Substrat 106 und die optoelektronischen Bauelemente
104 eine wenigstens teilweise konzentrische Anordnung

ausbilden.

Die optoelektronischen Bauelemente 104 kdnnen beispielsweise
auf der Innenseite im Hohlraum 316 der gefalteten,

ringfdrmigen Struktur 502 angeordnet sein.

In einer dritten Ansicht 1330 ist eine Draufsicht 1330 auf
die gefaltete, ringfdérmige Struktur 502 der zweiten Ansicht
1320 mit Reflektor 110 in dem Hohlraum 316 dargestellt.
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Die gefaltete, ringfdrmige Struktur 502 kann beispielsweise
eine geometrische Form aufweisen dhnlich oder gleich einem

Ring, einem Hohlzylinder oder einem Sackloch.

Die Kanten 1302 des ersten Substrates 106 kdnnen
beispielsweise schliissig miteinander fixiert werden,
beispielsweise stoffschliissig, kraftschliissig, formschliissig
verbunden sein, beispielsweise gesteckt, verklemmt, verklebt,

verschraubt oder vernietet sein.

In dem Hohlraum 316 kann ein Reflektor 110 angeordnet sein,
beispielsweise konzentrisch zu den ersten Substraten 106 der

gefalteten, ringfdrmigen Struktur 502.

In einer weiteren Ansicht 1340 ist eine Querschnittsansicht
der dritten Ansicht 1330 dargestellt - die Schnittachse 1340
ist in der dritten Ansicht 1330 mittels einer gestrichelten

Linie 1340 angedeutet.

Der Reflektor 110 kann in einer Ausgestaltung die Form

dhnlich oder gleich einem Kegelstumpf aufweisen.

Die reflektierende QOberflidche 112 des Reflektors kann
beispielsweise den gleichen oder einen anderen Stoff

aufweisen oder daraus gebildet sein wie der Reflektor 110.

In der Querschnittsansicht 1340 ist weiterhin dargestellt,
dass das erste Substrat 106 derart geformt sein kann, dass
die Ausrichtung des optoelektronischen Bauelementes 104
bezliglich der reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors

110 verdandert werden kann.

Dadurch kann der Einfallswinkel 118 elektromagnetischer
Strahlung auf der reflektierenden Oberfldche 112 eingestellt
werden, ohne dazu die Form der reflektierenden Oberfldche 112

des Reflektors 110 zu andern.
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In einer Ausgestaltung kann das gemeinsame Substrat (der
Ansicht 1310) derart geformt sein, dass benachbarte, erste
Substrate 106 biindig miteinander abschlieRen oder ein Spalt
(nicht dargestellt) zwischen den ersten Substraten 106 mit

optoelektronischen Bauelementen 104 ausgebildet ist.

Die Ausrichtung des optoelektronischen Bauelementes 104 auf
dem ersten Substrat 106 beziiglich des Reflektors 110 kann

einmalig, diskret oder stufenlos eingestellt werden.

Ein stufenloses Einstellen kann beispielsweise mittels eines

Stellmotors eingestellt werden.

Fin einmaliges Einstellen kann beispielsweise mittels eines
schliissigen Verbindens der Kanten 1302 des ersten Substrates

106 eingestellt werden.

Fig.1l4 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung im
Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den Ansichten 1410, 1420 sind zwel Ausgestaltungen eines
zweiten Substrates 108 ohne optoelektronische Bauelemente,
das heilt vor dem Anordnen 206 der optoelektronischen
Bauelemente 308 auf oder iliber dem zweiten Substrat 108,

dargestellt.

Das zweite Substrat 108 kann beispielsweise als ein Ring
(1410), d.h. mit ein Loch oder eine Offnung aufweisen, oder

als eine geschlossene Fldche (1420) eingerichtet sein.

Das zweite Substrat 108 kann beispielweise eine flache,
beispielsweise ebene Oberfldche aufweisen, auf oder iiber der

optoelektronische Bauelemente 104 angeordnet werden kdnnen.

In einer Ausgestaltung kénnen in der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 auf oder iber dem zweiten Substrat
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108 optoelektronische Bauelemente 104 verbaut sein, d.h.
angeordnet und fixiert sein, bei denen die elektromagnetische
Strahlung 102 beziiglich der Fixierung des optoelektronischen
Bauelementes 308von der Seite des optoelektronischen

Bauelementes 308 aufgenommen und/oder bereitgestellt wird.

In einer Ausgestaltung kann das optoelektronische Bauelement
308 als seitlich Strahlungs-bereitstellendes und/oder
seitlich Strahlungs—-aufnehmendes optoelektronisches
Bauelement 308 eingerichtet sein, beispielsweise eine SidelLED
(Sidelooker) &hnlich oder gleich einer der Ausgestaltungen
der Beschreibung des optoelektronischen BRauelementes 308 der

Fig.3.

Im Falle eines seitlich Strahlungs-bereitstellenden
optoelektronischen Bauelementes 308 kann das Gehduse 106 des
optoelektronischen Bauelementes 104 als erstes Substrat 106

angesehen werden.

In einer Ausgestaltung mit vereinzelten, seitlich Strahlungs-
bereitstellenden und/oder Strahlungs-aufnehmenden
optoelektronischen Bauelemente 308 kann eine ringfdrmige
Struktur 502 mittels eines ringfdrmigen Anordnens 502 der
optoelektronischen Bauelemente 308 auf oder {iber dem zweiten
Substrat 108 ausgebildet werden - dargestellt in den
Ansichten 1430, 1440.

Fig.1l5 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In verschiedenen Ansichten 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 ist
eine optoelektronische Bauelementevorrichtung 100 im
Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung dargestellt.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die

Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
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Substrates 106, des zweiten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.1l bis Fig.14 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Auf oder iUber dem ersten Substrat 104 kdnnen
optoelektronische BRauelemente 104, 1502 unterschiedlicher
Bauart angeordnet werden, beispielsweise mit
unterschiedlichen optoelektronischen Eigenschaften,
beispielsweise unterschiedlicher Farbvalenz bereitgestellter

elektromagnetischer Strahlung.

Die unterschiedlichen, optoelektronischen Bauelemente 104,
1502 konnen eine geordnete, beispielsweise regelmadBige,
Anordnung oder eine ungeordnete, beispielsweise
unterregelmdRige, Anordnung auf oder iiber dem ersten Substrat
106 aufweisen - dargestellt in den Ansichten 1510, 1520.

Eine Anordnung, beispielsweise eine Konfiguration,
optoelektronischer Bauelemente 104 kann beispielsweise eine
Abfolge, beispielsweise einen Abstand und die Positionen der
optoelektronischen Bauelemente 104, 1502 einer Bauart auf dem

ersten Substrat 106 aufweisen.

Die optoelektronischen Bauelemente 104, 1502 mit
unterschiedlichen optoelektronischen Eigenschaften kdnnen
beispielsweise abwechselnd, beispielsweise alternierend, auf

dem ersten Substrat 106 aufgebracht sein.

Fig.16 zeigt schematische Darstellungen optoelektronischer
Bauelementevorrichtungen im Verfahren zum Herstellen einer
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
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110, und der optoelektronischen Bauelemente 104 konnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.1l bis Fig.1l5 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Zusdatzlich oder anstelle der Ausgestaltungen der Beschreibung
der Fig.1l5 kann das Substrat eine unterschiedlich
geometrische Form aufweisen - dargestellt in den Ansichten
1610, 1620, 1630 und/oder zwel oder mehr optoelektronische
Bauelemente 1502, 1602, 1604 unterschiedlicher Bauart
aufweisen, beispielsweise optoelektronische Bauelemente
aufweisen, die elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher
Farbvalenz bereitstellen, beispielsweise eine rote LED 1502,
eine blaue LED 1602, eine grine LED 1604. Die Bezeichnung,
beispielsweise rote LED 1502 kann die Farbvalenz der

bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung bezeichnen.

Die unterschiedliche Farbvalenz kann beispielsweise mittels
unterschiedlicher wellenldngenkonvertierender Strukturen der
optoelektronischen Bauelemente unterschiedlicher Bauart
realisiert werden, beispielsweise mittels unterschiedlicher
Leuchtstoffschichten.

In Ansicht 1620 ist ferner eine schliissige Verbindung 1606

benachbarter erster Substrate miteinander dargestellt.

Fig.1l7 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung im
Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den schematischen Querschnittsansichten 1710, 1720, 1730,
1740, 1750, 1760 der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 sind, zur Veranschaulichung ohne
Beschrdnkung der Allgemeinheit, unterschiedliche
Ausgestaltungen bezliglich des Anderns des Einfallswinkels 118
bereitgestellter, elektromagnetischer Strahlung 102 in der

Bildebene 122 der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
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100 ohne Anderung der Form und/oder der Reflektivitat des
Reflektors 110 dargestellt.

Mittels des Auslenkens des ersten Substrates 106 kann ein
weilterer Freiheitsgrad beispielsweise zum Anpassen der
Abstrahlcharakteristik der umgelenkten elektromagnetische
Strahlung 114 und/oder der Effizienz der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 ausgebildet werden.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelemente 104 konnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.1l bis Fig.16 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

Ansicht 1710 zeigt eine Draufsicht einer teilweise
fertiggestellten optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100 im Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100.

Ansicht 1750 zeigt eine Draufsicht einer teilweise
fertiggestellten optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100 im Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 nach dem Ausbilden 204 einer
ringfdérmigen Anordnung 502 und/oder ringfdrmigen Struktur 502
optoelektronischer Bauelemente 104 und dem Anordnen 208 eines
Reflektors 110 im Strahlengang der elektromagnetischen

Strahlung der optoelektronischen Bauelemente 104.

In den Ansichten 1720, 1730, 1740, 1760 sind
Querschnittsansichten des teilweise fertiggestellten
optoelektronischen Bauelementes nach dem Ausbilden 204 einer
ringfdérmigen Anordnung 502 und/oder ringfdrmigen Struktur 502
optoelektronischer Bauelemente 104 und dem Anordnen 208 der
Reflektors 110 im Strahlengang der elektromagnetischen

Strahlung der optoelektronischen Bauelemente dargestellt.
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In der Ansicht 1720 ist eine Anordnung des optoelektronischen
Bauelementes 104 auf dem ersten Substrat 106 mit einem
Reflektor 110 &hnlich oder gleich einem Kegel 110 oder Prisma
110, &hnlich oder gleich einer der Ausgestaltung der

Beschreibung der Fig.l bis Fig.1l6 dargestellt.

Der Reflektor 110 kann auf oder iUber einem zweilten Substrat

108 angeordnet sein.

Die Fl&chennormale 1702 des optoelektronischen Bauelementes
104 kann parallel zu der Flachennormale 1702 des ersten
Substrates 106 ausgerichtet sein und senkrecht zu der

Fladchennormale 1706 des zweiten Substrates 108.

Weiterhin kann die optoelektronische Bauelementevorrichtung
100 einen KihlkOrper 1704 aufweisen. Der Kihlkorper 1704 kann
beispielsweise auf der optisch inaktiven Unterseite des
zweiten Substrates 108 angebracht sein, beispielsweise im
k6rperlichen, thermisch leitfdhigen Kontakt mit dem zweiten
Substrat 108 stehen.

Die Entwdarmung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
kann prinzipiell iber den Boden 108 bzw. die Bodenplatte 108
und/oder {ber den Ringumfang in lateraler Richtung realisiert

sein.

Mit anderen Worten: der KihlkOrper 1704 kann zur Entwdrmung
im thermischen Kontakt mit der Bodenplatte 108 (dargestellt)
und/oder an den Seitflédchen der ringfdrmigen Struktur 502

angeordnet sein (dargestellt in Ansicht 2820).

Weiterhin kann die optoelektronische Bauelementevorrichtung
100 weitere Komponenten aufweisen, die nicht dargestellt
sind, beispielsweise weitere optische Komponenten,
beispielsweise Linsen, Blenden, Konverterelemente und/oder

elektrische Komponenten, beispielsweise zur elektrischen
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Steuerung der optoelektronischen Bauelemente 104, und/oder
weitere optoelektronische Bauelement 104, beispielsweise in
konzentrischer Anordnung zu den dargestellten
optoelektronischen Bauelementen 104, beispielsweise gemdl

einer der Ausgestaltungen der Fig.9.

In einer Ausgestaltung kdnnen die Fldchennormale 1702 des
optoelektronischen Bauelementes 104 und des ersten Substrates
106 eine Richtungskomponente parallel zu einer der
Richtungskomponenten der Flachennormale 1706 des zweiten

Substrates 108 aufweisen.

Das Ausbilden der parallelen Richtungskomponente kann
beispielsweise mittels eines Hochklappens 204, Biegens 204
und/oder Faltens 204 eines Bereiches des gemeinsamen
Substrates, d.h. des ersten Substrates 106, ausgebildet

werden.

In den Ansichten 1730, 1740 sind Ausrichtungen der
Fldchennormale 1702 des ersten Substrates 106 und/oder des
optoelektronischen Bauelementes 104 beziiglich der
Fladchennormale 1706 des zweiten Substrates 108 dargestellt,
wobeil die Flachennormale 1702 des ersten Substrates 106
und/oder des optoelektronischen Bauelementes 104 eine
Richtungskomponente parallel zu der Fladchennormale des

zweliten Substrates 108 aufweisen.

Die Fl&dchennormalen 1702, 1706 kdnnen einen Winkel zueinander
aufweisen, wobei der Winkel einen Betrag aufweisen kann in

einem Bereich von ungefahr 0° bis ungefdhr 90°.

Mit anderen Worten: in einer Ausgestaltung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 kann mittels
des Kippwinkels des ersten Substrates 106 beziiglich des
zweiten Substrates 108 ein weiterer Freiheitsgrad gewonnen
werden beziiglich des Einfallswinkels 118, 120 der in die

Bildebene 122 bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung
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In einer Ausgestaltung - dargestellt in den Ansichten 1750,
1760 kann wenigstens ein optoelektronisches Bauelement der
mehreren optoelektronischen Bauelemente 104 beziiglich des
ersten Substrates 106 ausgelenkt werden - dargestellt mittels
der Pfeile der Flachennormalen 1702 des ersten Substrates 106
und der Flachennormale 1708 des optoelektronischen

Bauelementes 104.

Dadurch kann eine Anderung des Einfallswinkels 118 der
elektromagnetischen Strahlung in der Bildebene 122 der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 realisiert
werden, ohne dazu das erste Substrat 106 beziiglich des

zweliten Substrates 108 auszulenken.

Fin Auslenken wenigstens eines optoelektronischen
Bauelementes 104 der mehreren optoelektronischen Bauelemente
104beziiglich des ersten Substrates 106 kann beispielsweise
ein Neigen, ein Kippen, ein Drehen und/oder ein Rotieren des

wenigstens einen optoelektronischen Bauelementes 104 sein.

FEin Auslenken von optoelektronischen Bauelementen 104 kann
beispielsweise bei optoelektronischen Bauelement 104,
beispielsweise LEDs bei denen die bereitgestellte
elektromagnetische Strahlung eine asymmetrische
Feldverteilung beziiglich der Ausbreitungsrichtung aufweisen,
beispielsweise mittels schielender Linsen geeignet sein, um
eine vorgegebene Feldverteilung der elektromagnetischen

Strahlung zu realisieren.

Das Andern des Einfallswinkels 118, beispielsweise mittels
Auslenkens des ersten Substrates 106 (Ausgestaltungen gemal
der Ansichten 1720, 1730, 1740) und/oder mittels Auslenkens
der optoelektronischen Bauelemente 104 beziiglich des ersten
Substrates 106 (Ausgestaltungen gemdl der Ansicht 1760) kann
stetig oder unstetig, beispielsweise diskret eingestellt

werden.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048896 PCT/EP2013/069783

90

Fig.18 zeigt unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen mit unterschiedlichen Reflektoren,

gemédl verschiedenen Ausgestaltungen.

Die dargestellten, weiteren Komponenten der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, beispielweise
das erste Substrat 106, des zweite Substrat 108 oder die
Anzahl und/oder die Ausgestaltung des optoelektronischen
Bauelementes 104 sollen als Beispiele zur Veranschaulichung
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 zu

verstehen sein.

Die Form, die stoffliche Zusammensetzung, die Bauart, die
Abmessung, die Anordnung und die Anzahl, des ersten
Substrates 106, des zweilten Substrates 108, des Reflektors
110, und der optoelektronischen Bauelement 104 kdnnen
beispielsweise gemdl einer Ausgestaltung der Beschreibung der

Fig.l bis Fig.17 und folgenden Figuren eingerichtet sein.

In den schematischen Querschnittsansichten 1810, 1820, 1830,
1840, 1850 sind zur Veranschaulichung des wesentlichen
Prinzips der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100

unterschiedlich geformte Reflektoren 110 dargestellt.

Die dargestellten Formen der Reflektoren 110 k&nnen als
Prismen, als rotationssymmetrische Formen und/oder

spiegelsymmetrische Formen verstanden werden.

Die dargestellten Formen der Reflektoren 110 kdnnen auch als
unterschiedliche Querschnittsansichten eines Reflektors 110

verstanden werden.

In der ersten Ansicht 1810 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100 mit einem Reflektor 110
dargestellt, wobei der Reflektor 110 beispielsweise die Form

eines Prismas oder eines Kegels aufweisen kann.
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In der zweiten Ansicht 1820 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100 mit einem Reflektor 110
dargestellt, wobei der Reflektor 110 beispielsweise die Form
eines Prismas, beispielsweise eines Pyramidenstumpfes oder

eines Kegelstumpfes, aufweisen kann.

In der dritten Ansicht 1830 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100 mit einem Reflektor 110
dargestellt, wobei der Reflektor 110 beispielsweise die Form
eines Prismas oder eines Kegels aufweisen kann, wobei die
Seitenfldchen des Prismas oder des Kegels konvex ausgebildet

sein kdnnen, beispielsweise als ein konvex Spiegel.

In der vierten Ansicht 1840 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100 mit einem Reflektor 110
dargestellt, wobei der Reflektor 110 beispielsweise die Form
eines Prismas oder einer Kegels aufweisen kann, wobei die
Seitenfldchen des Prismas oder des Kegels konkav ausgebildet

sein ko&nnen, beispielsweise als ein konkaver Spiegel.

In der fiinften Ansicht 1850 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100 mit einem Reflektor 110
dargestellt, wobei der Reflektor 110 beispielsweise die Form
eines mehrteiligen Reflektors 110, beispielsweise eines
mehrteiligen Prismas oder eines mehrteiligen Kegels aufweisen
kann, beispielsweise &dhnlich Facetten oder ein Reflektor mit

facettenartigen Oberfldchensegmenten.

Mit standardisierten Lichtguellen, d. h. mittels gleicher
ringfdrmiger Strukturen 502, kann mittels der
unterschiedlichen Ausgestaltungen 1810, 1820, 1830, 1840,
1850 des Reflektors 110 eine variable
Abstrahlungscharakteristik der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 eingestellt werden
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Fig.1l9 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung
mit unterschiedlichen Reflektoren, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 in vertikaler
Richtung beziiglich des zweiten Substrates 108 wenigstens
einen unterschiedlich geformten Bereiche 1902, 1904
aufweisen, beispielsweise mit unterschiedlicher geometrischer
Form bezliglich einfallender elektromagnetischer Strahlung 102
einer Polarisation, beispielsweise mit unterschiedlicher
Reflektivitédt, beispielsweise unterschiedlicher Rauheit
und/oder stofflicher Zusammensetzung der einzelnen Bereiche
1902, 1904.

Die einzelnen Bereiche 1902, 1904 des Reflektors kdnnen
beispielsweise eine gleiche oder unterschiedliche Form
aufweisen, beispielsweise dhnlich oder gleich einer der

Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.18.

In den schematischen Querschnittsansichten 1910, 1920 sind
unterschiedliche optoelektronische Bauelementevorrichtungen
100 mit unterschiedlichen geformten Reflektoren 110

dargestellt.

Die dargestellten Formen der Reflektoren 110 kdnnen
beispielsweise als Prismen, als rotationssymmetrische

und/oder punktsymmetrische Formen verstanden werden.

Die dargestellten, weiteren Komponenten der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, beispielweise
das erste Substrat 106, des zweite Substrat 108 oder die
Anzahl und/oder die Ausgestaltung des optoelektronischen
Bauelementes 104 sollen als Beispiele zur Veranschaulichung
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 zu

verstehen sein.
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In der zweiten Ansicht 1920 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100 mit einem Reflektor 110
dargestellt, wobei der Reflektor 110 unterschiedlich

reflektierende Bereiche 1902, 1904 aufweisen kann.

Die optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 kann
beispielsweise einen Reflektor 110 mit unterschiedlich
reflektierenden Bereich 1902, 1904 aufweisen, wenn die
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100
optoelektronische Bauelemente 104 unterschiedlicher Bauart
und/oder speziell angeordneter optoelektronische Bauelemente
104 aufeinander aufweist, beispielsweise ilibereinander

aufweist.

In einer Ausgestaltung einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 mit {lbereinander angeordneten
optoelektronischen Bauelementen 104 kann beispielsweise fir
das untere der beiden, in Ansicht 1920 dargestellten,
optoelektronischen Bauelemente 104 eine andere Reflektivitat
fiir elektromagnetische Strahlung wenigstens einer
Polarisationsrichtung erforderlich sein als fiir das obere
optoelektronische Bauelemente 104 der {ibereinander

angeordneten optoelektronischen Bauelemente 104.

Die unterschiedliche Reflektivitédt kann beispielsweise
mittels eines Reflektors mit unterschiedlich reflektierenden

Bereichen 1902, 1904 realisiert werden.

Fig.20 zeigt unterschiedliche optoelektronische
Bauelementevorrichtungen mit unterschiedlichen Reflektoren,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

Die Ansichten 2010, 2020 zeigen schematische
Querschnittsansichten optoelektronischer
Bauelementevorrichtungen 100 mit unterschiedlichen
Reflektoren 110.
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In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 kann der Reflektor 110 fiir einen
Wellenldngenbereich der bereitgestellten elektromagnetischen
Strahlung 102 semitransparent eingerichtet sein - dargestellt
in der Ansicht 2010.

Ein Teil 114 der bereitgestellten elektromagnetischen
Strahlung kann von dem Reflektor 110 in die Bildebene
umgelenkt werden und ein weiterer Teil 2002 des gleichen
Wellenldngenbereiches der elektromagnetischen Strahlung 2002
kann von dem Reflektor 110 weitergeleitet werden,

beispielsweise transmittiert werden.

Dadurch kann eine optoelektronische Bauelementevorrichtung
100 mit einem bidirektionalen Umlenken der
elektromagnetischen Strahlung ausgebildet werden,
beispielsweise eine omnidirektional abstrahlende

optoelektronische Bauelementevorrichtung 100.

In einer weiteren Ausgestaltung kann ein Teil 114 der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung von dem
Reflektor 110 in die Bildebene 122 umgelenkt werden und ein
weiterer Teil 2004, beispielsweise eines anderen
Wellenlangenbereiches der elektromagnetischen Strahlung 102
von dem Reflektor 110 weitergeleitet werden - dargestellt in
der Ansicht 2020. Dadurch kann mittels des Reflektors 110
eine Auswahl der umgelenkten elektromagnetischen Strahlung
114, beispielsweise eine chromatische Selektion getroffen

werden.

In einer weiteren Ausgestaltung kann ein Teil 114 der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung von dem
Reflektor 110 in die Bildebene 122 umgelenkt werden und ein
anderer Teil (nicht dargestellt), beispielsweise einer
anderen Polarisationsrichtung der elektromagnetischen
Strahlung 102, von dem Reflektor 110 wenigstens teilweise

weitergeleitet werden. Dadurch kann mittels des Reflektors
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110 eine Auswahl der Polarisationsrichtung der umgelenkten
elektromagnetischen Strahlung 114, beispielsweise eine

Selektion der Polarisation getroffen werden.

Der Kiihlk&rper 1704 kann beispielsweise Lamellen aufweisen,
wobel die Lamellen eine grdBere Oberflidche und/oder ein Stoff
aufweisen oder daraus gebildet sein kann, der beispielsweise
eine hohere thermische Leitfdhigkeit aufweist, als das zweite
Substrat 108 bzw. das Gehduse 108.

Fig.21 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung
mit einem totalreflektierenden Reflektor, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal der in den Ansichten
2110, 2120, 2130, 2140, 2150 dargestellt optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 zu den Ausgestaltungen der
Beschreibungen der Fig.l bis Fig.20 ist die Ausgestaltung des
Reflektors 110.

Der Reflektor 110 kann als Reflektor 110 mit

totalreflektierender Oberfldche 112 eingerichtet sein.

Mit anderen Worten: der Reflektor 110 kann als inverse Form
zu den Reflektoren 110 der Ausgestaltungen der Beschreibungen

der Fig.l bis Fig.20 eingerichtet sein.

Mit anderen Worten: Der Reflektor 110 der Ausgestaltung der
Fig.21 kann als eine geometrische Negativform einer der
Reflektoren 110 der Ausgestaltungen der Beschreibungen der

Fig.l bis Fig.20 verstanden werden.

Die Negativform des Reflektors 110 kann beispielsweise
mittels Volumenvergusses eines Reflektors 110 einer
Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.20 mit

einem formbaren Stoff und/oder Stoffgemisches ausgebildet
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werden, beispielsweise mittels Verguss mit einem Silikon,

einem Epoxid, einem Polycarbonat oder adahnlichem.

Die Totalreflektion kann an der reflektierenden Oberflache
112 erfolgen, wobei der totalreflektierende Reflektor 110
einen Stoff aufweist oder daraus gebildet ist, der einen
Brechungsindex aufweist, der ungefédhr groBer ist als der
Brechungsindex des an der reflektierenden Oberfldche 112
angrenzenden Stoffs oder Stoffgemisches. Der Einfallswinkel
118 der elektromagnetischen Strahlung sollte grdber sein als

der kritische Winkel der Totalreflektion.

Fig.22 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

In den schematischen Darstellungen 2210, 2240 sind
unterschiedliche Arten von Reflektoren 110 dargestellt, mit
denen der Einfallswinkel 118 der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung 102 auf der reflektierenden
Oberfldche 112 des Reflektors 110 eingestellt werden kann.

In der ersten schematischen Ansicht 2210 ist eine
Ausgestaltung einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung

100 mit Reflektor 110 mit verdnderlicher Form dargestellt.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise einen formbaren Stoff
aufweisen oder daraus gebildet sein, wobei mittels des
formbaren Stoffes und/oder formbaren Stoffgemisches des
Reflektors der Reflektor 110 einen formbaren Bereich 2202

aufweisen kann.

Ein formbarer Stoff oder ein formbares Stoffgemisch kann
beispielsweise einen Elastizitdtsmodul &hnlich oder gleich

einem Gel oder einem Gummili aufweilsen.
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Mit anderen Worten: der Reflektor 110 kann geometrische
flexible Reflektorflanken aufweisen, beispielsweise dhnliche

oder gleich einer Gummihaut.

Der formbare Bereich 2202 des Reflektors 110 kann
beispielsweise mittels einer mechanischen Kraft,
beispielsweise einer Zugkraft oder einer Druckkraft auf den
Reflektor 110, beispielsweise einem Andern des Gasdruckes in
dem Reflektor 110 und/oder dem Hohlraum 316, verdndert
werden, derart dass der Reflektor unterschiedlich
reflektierende Formen ausbilden kann - dargestellt in den
Ansichten 2220, 2230.

Die Formverdnderung der reflektierenden Oberfldche 112 kann
beispielsweise mittels Einfiihrens eines mechanischen Stiftes
und/oder eines Anderns des Druckes in dem Reflektor,

beispielsweise dhnlich oder gleich einer der Ausgestaltungen

der Beschreibung der Fig.21, ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung kdnnen mittels eines variablen
Reflektors 110 stufenlos unterschiedliche Reflektorprofile,
das heiBlt unterschiedlich Einfallswinkels 118 auf der
reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors 110,
ausgebildet werden. Die reflektierende Oberfldche kann
beispielsweise eine konkave, lineare oder konvexe Form
aufweisen oder ausbilden. Dadurch k&nnen unterschiedliche
Strahlformen und Beleuchtungskegel in der Bildebene 122 der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung eingestellt werden.

In einer Ausgestaltung kann die reflektierende Oberflidche 112
des Reflektors 110 beispielsweise eine diinne Metallfolie
aufweisen oder daraus gebildet sein. Die Metallfolie kann
beispielsweise mittels eines Unterdruckes oder eines
Uberdruckes im Inneren des Reflektors 110 und/oder mittels
einer Mechanik im Inneren des Reflektors 110, beispielsweise
dhnlich oder gleich einem Spreitzmechanismus eines Diibels,

verformt werden.
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Mittels einer zeitlichen Anderung der Form des Reflektors,
beispielsweise mittels einer zeitlichen Anderung des
Gasdruckes in dem Reflektor 110, kann beispielsweise eine
zeitliche Variation der Abstrahlcharakteristik und/oder
Detektionscharakteristik in einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 ausgebildet werden.

Der formbare Bereich 2202 des Reflektors kann zu einem Andern
der Krimmung, d.h. des Einfallswinkels 118 der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung 112, der
reflektierenden Oberfldche 112 fihren.

Mit anderen Worten: Mittels des formbaren Bereiches 2202 des
Reflektors 110 kann der Strahlengang der umgelenkten,
elektromagnetischen Strahlung 2204, 2206 verdndert werden.
Der konkrete Einfluss des formbaren Bereiches 2202 kann von
der Form des Reflektors 110 und der Form des formbaren
Bereiches 2202 abhdngig sein, beispielsweise gemdl
unterschiedlichen Ausgestaltungen der Reflektoren 110 der
Fig.18.

In den schematischen Ansichten 2240, 2250 ist eine weiltere
Ausgestaltung eines Reflektors 110 mit einer verdnderlichen
Reflektivitédt der reflektierenden Oberflédche 112 dargestellt.

Die reflektierende Oberfldche 112 des Reflektors 110, das
heiBt die Reflektorflanken, kann reflektierende, bewegbare
Segmente 2208, 2212 aufweisen. Mit anderen Worten: auf der
Oberflédche des Reflektors 110 kdnnen bewegbar, beispielsweise
auslenkbare, reflektierende Segmente 2208, 2212 angeordnet
sein, von deren Oberflédche die einfallende elektromagnetische
Strahlung 102 reflektiert werden kann, beispielsweise

dhnliche oder gleich beweglichen Spiegeln.

Die bewegbaren Segmente 2208, 2212 kdnnen beispielsweise

piezoelektrisch, mikroelektromechanisch, beispielsweise als
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mikroelektromechanische Systeme (MEMs), beispielsweise als
flexible Reflektorflanken oder Facetten mit Piezomotoren

eingerichtet oder ausgebildet sein.

Mittels der reflektierenden, bewegbaren Segmente 2208, 2212
kann die Ausrichtung der reflektierenden Oberfldche 112
bezliglich des unbewegbaren Teils des Reflektors 110,
beispielsweise der Aufhdngung der bewegbaren Segmente (nicht

dargestellt) verandert werden.

In der Ansicht 2250, einer VergrdRerung eines Bereiches der
reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors 110 in der
Ansicht 2240, sind beispielsweise, ohne Beschrankung der
Allgemeinheit, unterschiedliche Ausrichtung 2208, 2112 der

bewegbaren Segmente dargestellt.

In einer Ausgestaltung kdnnen die Segmente 2208, 2212
einzelnen, beispielsweise individuell, und/oder kollektiwv,

beispielsweise korreliert, ausgelenkt werden.

FEin Auslenken der Segmente 2208, 2212 kann beispielsweise ein
Drehen, ein Heben und/oder ein Senken der Segmente 2208, 2112

aufweisen.

Mittels der reflektierenden, bewegbaren Segmente an der
Oberfldche 112 des Reflektors 110 kann der Einfallswinkel 118
der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung 102 auf
der reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors 110
dynamisch und lokal eingestellt werden, beispielsweise an
unterschiedliche Beleuchtungsszenarien, beispielsweise
unterschiedlichen Betriebsmodi der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100, angepasst werden, beispielsweise
im laufenden Betrieb der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung verdndert werden.

Die Form und Kriimmung eines Reflektors 110 mit

reflektierenden, bewegbaren Segmenten kann dadurch innerhalb
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kurzer Distanzen stark verdndert werden. Dadurch kdnnen
Reflektoren hergestellt bzw. eingestellt werden, die als
echte geometrische Form nicht oder nur aufwendig zu fertigen
waren. Mit diesen stufenlos einstellbaren Reflektorprofilen
kénnen unterschiedlichste, anwendungsspezifisch optimierte

Strahlformen und Beleuchtungskegel ermdglicht werden.

Weiterhin dargestellt ist eine unterschiedliche
Abstrahlcharakteristik umgelenkter elektromagnetischer
Strahlung 2204, 2206 in Abhédngigkeit der Position der
einfallende elektromagnetischen Strahlung 102 auf der
reflektierenden Oberfldche 112 des Reflektors 110.

Fig.23 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung
mit bewegbarem Reflektor, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

In einer weiteren Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 kann, zusdtzlich zu den
Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.l bis Fig.22, der
Reflektor 110 bewegbar eingerichtet sein bzw. ausgebildet
werden - dargestellt in den Ansichten 2310, 2320, ohne
Beschrankung der Allgemeinheit, als vertikale Auslenkung 2302
des Reflektors 110.

FEine Auslenkung 2302 des Reflektors 110 kann in einer
weliteren Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 als ein Drehen, ein Neigen, ein
Kippen, ein Schwenken und/oder ein Verschieben des Reflektors
110 beziiglich des zweiten Substrates 108 und/oder des ersten

Substrates 106 eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 Bereiche
unterschiedlicher Reflektivitdat aufweisen, beispielsweise
gemdl einer der Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.18

bis Fig.22 - dargestellt ist eine Ausgestaltung des
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Reflektors 110 &hnliche oder gleich einer der Beschreibungen
der Fig.19.

Mit anderen Worten: der Reflektor 110 kann entlang der Z-
Achse der ringfdrmigen Struktur 502, das heilt senkrecht zu
der Hauptemissionsrichtung der optoelektronischen Bauelemente
104 der optoelektronischen Bauelementevorrichtung,
variierende Oberfldchenwinkel, beispielsweise eine

variierende Krimmung, aufweisen.

Mit anderen Worten: Der Reflektor 2202 kann auf der
reflektierenden Oberfldche 112 Einfallswinkel 118 fir
bereitgestellte elektromagnetische Strahlung 102 aufweisen,
die von der Position des bereitgestellten Strahls 102 auf der

reflektierenden Oberfldche 112 abhdngig sein kann.

Mittels eines Auslenkens 2302 des Reflektors 110 kann
beispielsweise die Reflektivitdt des Reflektors 110 beziiglich
einfallender elektromagnetischer Strahlung 102,
beispielsweise dem Einfallswinkel 118 der einfallenden
elektromagnetischen Strahlung 102 auf der reflektierenden

Oberflédche 112, verdndert werden.

Mit anderen Worten: die ringfdrmige Struktur 502 mit
optoelektronischen Bauelementen 104 und Reflektor 110 kd&nnen
beispielsweise relativ zueinander entlang der Z Achse, das
heilt parallel zu der Richtung senkrecht zu der
Hauptemissionsrichtung der optoelektronischen Bauelement 104,
verschiebbar eingerichtet sein. Ein Andern der relativen
Lage, beispielsweise mittels Verschiebens der ringfdrmigen
Struktur 502 bezliglich des Reflektors 110 oder mittels eines
beziiglich der ringfdrmigen Struktur 502 beweglichen
Reflektors 110, kann je nach Position, das heiBt je nach
relativer Lage des Reflektors 110, ein unterschiedliches
Abstrahlprofil eingestellt werden. Beispielsweise kann

zwischen einem engen, spotartigen Abstrahlprofil und einem
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weitem Abstrahlprofil, beispielsweise einer

Flachenbeleuchtung, umgeschaltet werden.

Dadurch kann beispielsweise die Abstrahlcharakteristik der
umgelenkten elektromagnetischen Strahlung 114, 2204, 2206 in
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 eingestellt

werden.

Der Reflektor 110 kann in den anderen Raumrichtungen beliebig
geformt sein, beispielsweise rotationssymmetrisch,

spiegelsymmetrisch oder asymmetrisch

Fig.24 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den Ansichten 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470,
2480 ist eine optoelektronischen BRauelementevorrichtung 100
im Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 dargestellt.

Zzusdatzlich oder anstelle zu den Ausgestaltung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 der
Beschreibungen der Fig.l bis Fig.23 kann die reflektierende
Oberfldche 112 des Reflektors 110 ein
wellenldngenkonvertierende Struktur 2402, beispielsweise eine
Leuchtstoffschicht 2402, aufweisen bzw. darauf ausgebildet

werden, beispielsweise abgeschieden werden.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 kann der Reflektor 110
beispielsweise mit einer Phosphorschicht 2402 beschichtet

sein.

In einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen
Bauelemente 104 als InGaN-LED ohne eine
wellenldngenkonvertierende Struktur ausgebildet sein und die

wellenldangenkonvertierende Struktur 2402 auf oder liber dem
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Reflektor 110 kann als Fern-Phosphor (Remote-Phosphor)

eingerichtet sein.

Die Wellenldngenkonversion der elektromagnetischen Strahlung
kann dann auf der reflektierenden Oberflidche 112 des
Reflektors 110 erfolgen.

Mittels eines Remote-Phosphors auf oder iiber dem Reflektor
110 kann eine hoéhere Effizienz der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 erreicht werden, da der Reflektor
110 separat gekihlt werden kann, beispielsweise dhnliche oder

gleich einer Ausgestaltung des Fig.18.

Fig.25 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den Ansichten 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570,
2580,2590 ist eine optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100 im Verfahren 200 zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 dargestellt.

Zzusdatzlich oder anstelle zu den Ausgestaltung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 der
Beschreibungen der Fig.l bis Fig.24 kann die
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 im Strahlengang
der elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen
Bauelemente 104 ein wellenldngenkonvertierende Struktur 2502

aufweisen bzw. ausgebildet werden.

Die wellenldngenkonvertierende Struktur 2502 kann fir
wenigstens einen Bereich der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung 102 beispielsweise als ein
Leuchtstoff-Plattchen, ein Glastrdger mit einer Schicht aus
einem wellenlangenkonvertierenden Stoff oder Stoffgemisch
oder beispielsweise als eine wellenldngenkonvertierende Folie

eingerichtet sein. Die wellenldngenkonvertierende Folie kann



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048896 PCT/EP2013/069783

104
beispielsweise als eine transluzente Kunststofffolie mit

einer Leuchtstoffschicht eingerichtet sein.

Das Ausbilden 2504 bzw. das Anordnen 2504 der
wellenldngenkonvertierenden Struktur 2502 im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des wenigstens einen
optoelektronischen Bauelementes 104 kann beispielsweise vor
dem Anordnen 206 des ersten Substrates 106 auf oder iber
einen zweiten Substrates 108 oder nach dem Anordnen 208 des
Reflektors 110 im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung des wenigstens einen optoelektronischen

Bauelementes 104 erfolgen.

In einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen
Bauelemente 104 als blaue LED 104 und/oder rote LED 104 ohne

wellenldngenkonvertierende Strukturen ausgebildet sein.

Die von der wellenldngenkonvertierenden Struktur 2502
wellenldngenkonvertierte elektromagnetische Strahlung,
beispielsweise griines Licht, kann mit dem unkonvertierten
Licht der roten LED 104 und oder der blauen LED 104 gemischt

werden.

Mit anderen Worten: die wellenldngenkonvertierende Struktur
2502 im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung der
optoelektronischen Bauelement 104 kann als Remote-Phosphor
eingerichtet sein. Die Wellenldngenkonversion der

bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung 102 kann im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung des wenigstens

einen optoelektronischen Bauelementes 104 erfolgen.

Mittels des Anordnens 2504 der wellenldngenkonvertierenden
Struktur 2502 im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung des wenigstens einen optoelektronischen
Bauelementes 104 kann eine hdhere Effizienz der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 erreicht
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werden, da das wellenldngenkonvertierende Struktur 2502

separat gekihlt werden kann.

Zusatzlich kann die wellenlangenkonvertierende Struktur 2502
als eine Abdeckung 2502 eingerichtet sein, beispielsweise als
Teil einer Verkapselung der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100.

Die wellenldngenkonvertierende Struktur 2502 kann gleich oder
unterschiedlich zu einer weiteren wellenldngenkonvertierenden
Struktur der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
eingerichtet sein, beispielweise des optoelektronischen
Bauelementes, beispielsweise mit einem LED-Chip und
Konverterelement, oder wellenldngenkonvertierendem Reflektor

2402 der Ausgestaltung der Fig.24.

Fig.26 zeigt eine Darstellung zur Erh&hung der
Strahlungsdichte einer optoelektronische

Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In Ansicht 2610 ist eine herkdmmliche optoelektronische

Bauelementevorrichtung dargestellt.

In den Ansichten 2620, 2630, 2640 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100, gemdB verschiedenen
Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.25
dargestellt.

In einer herkdmmlichen optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kdnnen auf einem Substrat 108 mit
Durchmesser D, in Abhdngigkeit von D eine bestimmte Anzahl
optoelektronischer Bauelemente 104, beispielsweise 12
optoelektronische Bauelemente (dargestellt), angeordnet

werden.
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Der Umfang eines, beispielsweise kreisfdrmigen Substrates 108
mit optoelektronischen Bauelement kann bei einem Durchmesser

D von beispielsweise 9 mm ungefdhr 28 mm entsprechen.

In einer optoelektronischen BRauelementevorrichtung 100, gemal
verschiedenen Ausgestaltungen, konnen beispielsweise auf
einem linearen ersten Substrat 106 mit einer La&nge L von
ungefdhr 28 mm, 14 optoelektronischen Bauelemente 104

angeordnet werden.

Nachdem Falten 206 des linearen, ersten Substrates 106 der
Lange L kann eine ringfdrmige Struktur 502 ausgebildet
werden, die ungefdhr den gleichen Durchmesser D aufweisen
kann, wie eine herkdmmliche optoelektronische

Bauelementevorrichtung - dargestellt in der Ansicht 2610.

Mit anderen Worten: bei gleichen lateralen Abmessungen der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung kann eine gr&Rlere
Anzahl optoelektronischer Bauelemente 104 in der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen angeordnet werden.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100, &hnlich oder gleich einer der
Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.25 k&nnen
zusdtzlich in der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
100 auf oder {iber dem zweiten Substrat 108, beispielsweise
dem Boden der ringfdrmigen Struktur 502, weitere
optoelektronischen Bauelemente 2602 angeordnet werden.
Dadurch kann die Anzahl optoelektronischer Bauelemente 104,
2602 in der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100

zusdtzlich erhdht werden.

Dadurch kann die Strahlungsdichte der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen, erhdht werden.
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In verschiedenen Ausgestaltungen kann wenigstens ein
Reflektor 110 auf oder iber den weiteren optoelektronischen
Bauelementen 2602 und/oder zwischen den weiteren

optoelektronischen Bauelementen 2602 angeordnet sein.

Ein Reflektor 110 im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung der optoelektronischen Bauelemente 104 kann
beispielsweise semitransparent fiir die bereitgestellte
elektromagnetische Strahlung 102 ausgebildet sein,
beispielsweise dhnliche oder gleich einem Reflektor 110 der

Ausgestaltung der Fig.21.

Die zusdtzlichen optoelektronischen Bauelemente 2602 kdnnen
eine gleiche oder unterschiedliche Rauart aufweisen wie die
optoelektronischen Bauelemente 104 auf dem ersten Substrat
106.

Fig.27 zeigt eine Darstellung zum Reduzieren der Abmessung
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung, gemil

verschiedenen Ausgestaltungen.

In Ansicht 2710 ist eine herkdmmliche optoelektronische

Bauelementevorrichtung dargestellt.

In Ansicht 2720 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100, gemdB verschiedenen
Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.26
dargestellt.

In einer herkdmmlichen optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, dhnlich oder gleich der Ausgestaltung
der Ansicht 2610 der Fig.26, kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung mittels der Abmessung eines
herkdmmlichen Reflektors 2702 eine Bauh&he H von

beispielsweise 12 mm aufweisen.
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In einer optoelektronischen BRauelementevorrichtung 100, gemal
verschiedenen Ausgestaltungen, kann ein herkdmmlicher

Reflektor 2702 optional sein.

Mit anderen Worten: die HOhe der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen,
kann ungefdhr um die HOhe eines herkdmmlichen Reflektors 2702

reduziert werden.

Die optoelektronische Bauelementevorrichtung 100, gemdal
verschiedenen Ausgestaltungen, kann dadurch diinner
ausgebildet werden, als bei einer herkdmmlichen
optoelektronische Bauelementevorrichtung, beispielsweise mit

einer HOhe H von ungefdhr 5 mm.

Fig.28 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

In Ansicht 2810 ist eine herkdmmliche optoelektronische

Bauelementevorrichtung dargestellt.

FEine herkdmmliche optoelektronische Bauelementevorrichtung
kann einen Kihlkorper 2802 zum Abfiihren der Abwdrme der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung aufweisen, wobei
der Kihlkdrper 2802 hdaufig an der Unterseite des Gehduses 108

angebracht ist.

Weiterhin kann eine herkdmmliche optoelektronische
Bauelementevorrichtung eine Optik 2804, beispielsweise ein
Linsensystem 2804, im Strahlengang der elektromagnetischen

Strahlung der optoelektronischen Bauelemente 104 aufweisen.

In Ansicht 2820 ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung 100, gemdB verschiedenen
Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.27
dargestellt.
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Der wenigstens eine Kiihlk&rper 2802 kann in der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, gemal
verschiedenen Ausgestaltungen, seitlich der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 beispielsweise
zum Entwdrmen der optoelektronischen Bauelementen angeordnet
sein, gemdl der ringfdrmigen Anordnung 502 der

optoelektronischen Bauelemente.

Der Kiihlk&rper 2802 kann mit den Seitenwdnden des Gehduses
108 im korperlichen Kontakt stehen, beispielsweise
stoffschliissig mit diesen verbunden sein, beispielsweise

verklebt sein.

Das Gehduse kann in einer Ausgestaltung eine Warmebriicke
zwischen dem optoelektronischen Bauelement und dem KihlkOrper
2302 darstellen.

Mittels der Abmessung des Kiihlkorpers 2302, beispielsweise
der Oberfldche des Kihlkdrpers 2302, und den physikalischen
Eigenschaften des Kiihlkdrpers 2302, beispielsweise der
Warmeleitfdhigkeit, kann die Abgabe der Abwarme der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100, beispielsweise
des optoelektronischen Bauelementes 104 und/oder eines
wellenldngenkonvertierenden Elementes 2402, 2502,
beispielsweise einer Leuchtstoffschicht, beispielsweise eines

Remote-Phosphors, eingestellt werden.

Die bereitgestellte elektromagentische Strahlung 102 kann
mittels eines Reflektors 110 dhnlich oder gleich einer der
Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.18 auf &hnliche oder
gleiche Weise geformt werden wie mittels der Optik 2804 in
einer herkdmmlichen, optoelektronischen

Bauelementevorrichtung.

Die in der herkdmmlichen optoelektronischen

Bauelementevorrichtung verwendete Optik 2804 kann in der
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optoelektronischen Bauelementevorrichtung, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen, daher optional sein.

Dadurch kann eine geringere Bauhdhe der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung und/oder eine grdBere Distanz eines
optoelektronischen Bauelementes 104, beispielsweise eines
LED-Chips 104, zu der Optik, beispielsweise dem Reflektor

110, realisiert werden.

Fig.29 zeigt verschiedene Ausgestaltungen filir ein Anordnen
elektronischer Komponenten der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung in der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In Ansicht 2910 ist eine herkdmmliche optoelektronische
Bauelementevorrichtung 2810 mit elektronischen Komponenten
2902 dargestellt.

In einer herkdmmlichen optoelektronischen
Bauelementevorrichtung werden die elektronischen Komponenten
2902 zur Steuerung der optoelektronischen Bauelemente 104
auBerhalb der Bauelementevorrichtung 2810 angeordnet und
mittels einer elektrischen Verbindung 2904 mit dem/den

optoelektronischen Bauelement/en 104 verbunden.

In Ansicht 2920, 2930 sind optoelektronische
Bauelementevorrichtungen 100, gemdl verschiedenen
Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis Fig.28
dargestellt.

In der dargestellten Ausgestaltung 2920, 2930 sind
schematisch optoelektronische Bauelemente 104 auf einem
ersten Substrat 106 mit einem zweiten Substrat 108 und einem
Reflektor 110 dargestellt. Das zweite Substrat 108 kann als

ein Gehduse 108 eingerichtet sein.
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In der Querschnittsansicht sind zwei optoelektronische
Bauelemente zu erkennen, wobei die beiden optoelektronischen
Bauelementes 104 den Reflektor 110 konzentrisch umgeben. Der
Reflektor 110 kann als ein Kegelstumpf oder ein Prisma
eingerichtet sein, wobei der Reflektor 110 eine
reflektierende Oberfldche 112 im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen

Bauelement 104 aufweilsen kann.

Bezliglich der Spezifikationen der optoelektronischen
Bauelement 104, des ersten Substrates 106, des zweiten
Substrates 108, des Reflektors 110 und des Kiihlkdrpers 2902
sei auf die Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis

Fig.28 verwiesen.

In einer Ausgestaltung kann die optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 elektronische Komponenten 2902 zur
Steuerung der optoelektronischen Eigenschaften der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 aufweisen,
beispielsweise zum Steuern optoelektronischer Rauelemente 104
und/oder wenigstens eines Reflektors 110 mit verdnderlicher
Reflektivitdt, beispielsweise eine Auslenkung des Reflektors
110, des ersten Substrates 106 oder eines optoelektronischen

Bauelementes.

Die elektronischen Komponenten 2902 kdnnen beispielsweise auf
oder Uber der Unterseite des zweiten Substrates 108,
beispielsweise des Gehduses 108, aufgebracht sein -

dargestellt in der schematischen Querschnittsansicht 2920.

In einer weiteren Ausgestaltung kdnnen die elektronischen
Komponenten 2902 auf oder iiber der Oberseite (optisch aktive
Seite der optoelektronischen Bauelementevorrichtung) des
zweiten Substrates 108 aufgebracht sein - dargestellt in der

schematischen Querschnittsansicht 2930.
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In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 beispielsweise
einen Hohlraum aufweisen. Die elektronischen Komponenten 2902
kénnen in einer Ausgestaltung beispielsweise in einem

Hohlraum des Reflektors 110 angeordnet sein.

Mit anderen Worten: in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 mit elektronischen Komponenten
2902, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen, kdnnen die
elektronischen Komponenten 2902 in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 integriert sein. Dadurch kann eine
kompakte Bauform der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 ausgebildet werden.

Die elektronischen Komponenten 2902 kdnnen mit den
optoelektronischen Bauelementen 104 mittels herkdmmlicher
Verfahren elektrisch verbunden werden, beispielsweise mittels

VIAs, Leiterbahnen oder &dhnlichem.

Fig.30 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den Ansichten 3010, 3020 ist eine konkrete Ausgestaltung
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 gemdl

verschiedenen Ausgestaltungen dargestellt.

In den Ansichten 3030, 3040, 3050 sind die
Abstrahlcharakteristika des elektromagnetischen
Strahlungsfeldes einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 der schematischen Ansichten 3010,
3020 dargestellt.

Die optoelektronische Bauelementevorrichtung kann
beispielsweise 8 Leuchtdioden 104 aufweisen, beispielsweise
InGaAlP-Dioden herkdommlicher Bauart, die konzentrisch um

einen konvexen Reflektor 110 angeordnet sein kodnnen.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048896 PCT/EP2013/069783

113
Der Innendurchmesser der ringfdrmigen Strukturen 502 kann
beispielsweise einen Innendurchmesser von ungefdhr 9 mm

aufweisen.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise aus Aluminium gefertigt

sein, beispielsweise gefrdst sein.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise derart ausgebildet
sein, dass das Strahlungsfeld der elektromagnetischen
Strahlung dieser Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 im Nahfeld 3030 und im Fernfeld
3040, 3050 ein homogenes Strahlungsfeld aufweist.

In der Ansicht 3030, 3040 sind fotografische Abbildungen der
Strahlungsfelder dargestellt.

Die Breite der dargestellten Ansicht 3030 des Fernfeldes
betragt ungefadhr 6 m.

In der Ansicht 3050 ist ein Strahlungsfeld der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung der Ansicht 3010,
3020 dargestellt. Das Strahlungsfeld wurde in einem Abstand
von ungefahr 2 m von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung gemessen.

Dargestellt sind die Intensitdt 3014 des Strahlungsfeldes als
Funktion des Beobachtungswinkels 3012 beziiglich der Richtung
3002, 3004, 3006 der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung.

Fig.31 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemédl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den Ansichten 3110, 3120 ist eine konkrete Ausgestaltung
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 gemdl

verschiedenen Ausgestaltungen dargestellt.
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In den Ansichten 3130, 3140 sind die Abstrahlcharakteristika
des elektromagnetischen Strahlungsfeldes einer
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 der Ansichten
3110, 3120 dargestellt.

Die optoelektronische Bauelementevorrichtung 100 kann
beispielsweise 8 Leuchtdioden 104 aufweisen, beispielsweise
InGaAlP-Dioden herkdmmlicher Bauart, beispielsweise OSLON 80°
LEDs, die konzentrisch um einen konkaven Reflektor 110

angeordnet sein k&nnen.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise aus Aluminium gefertigt

sein, beispielsweise gefrdst sein.

Das Nahfeld 3130 des Strahlungsfeldes der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, gemdl der Ausgestaltung der Ansichten
310, 3120, wurde im Strahlengang der elektromagnetischen
Strahlung fotografisch ungefdhr 100 um iber der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung aufgenommen.

In Ansicht 3140 ist das gemessene Fernfeld des
Strahlungsfeldes der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100, gemdl der Ausgestaltung der
Ansichten 310, 3120, dargestellt.

Fig.32 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

In den Ansichten 3210, 3220 ist eine konkrete Ausgestaltung
einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 gemdal

verschiedenen Ausgestaltungen dargestellt.

In der Ansicht 3230 ist die Abstrahlcharakteristika des
elektromagnetischen Strahlungsfeldes der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 der Ansichten 3210, 3220
dargestellt.
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Die Abstrahlungscharakteristik der Strahlungsfeldes der in
den Ansichten 3210, 3220 dargestellten optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 kann beispielsweise ahnlich oder

gleich der eines Lambert 'schen-Strahler ausgebildet sein.

Die optoelektronische Bauelementevorrichtung kann
beispielsweise 8 Leuchtdioden 104 aufweisen, beispielsweise
InGaAlP-Dioden herkdommlicher Bauart, die konzentrisch um

einen konvexen Reflektor 110 angeordnet sein konnen.

Der Innendurchmesser D der ringfdrmigen Strukturen 502 kann
beispielsweise einen Innendurchmesser von ungefdhr 9 mm

aufweisen.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise aus Aluminium gefertigt

sein, beispielsweise gefrdst sein.

Der Reflektor 110 kann beispielsweise derart ausgebildet
sein, dass das Strahlungsfeld der elektromagnetischen
Strahlung dieser Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 100 im Fernfeld 3240 ein homogenes

Strahlungsfeld aufweist.

In der Ansicht 3230 dargestellt sind die Intensitdat 3014 des
Strahlungsfeldes als Funktion des Beobachtungswinkels 3012
beziiglich der Richtung 3002, 3004, 3006 der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung.

Fig.33 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

In den schematischen Querschnittsansichten in 3310, 3320,
3330, 3340 sind schematisch konkrete Ausgestaltung einer

optoelektronischen Bauelementevorrichtung dargestellt.

Zzusdatzlich zu der Ausgestaltung der der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung 100 der Beschreibungen der Fig.l bis
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Fig.32 kann der Reflektor 100 derart ausgebildet sein, dass
die elektromagnetische Strahlung, die in Richtung des zweiten
Substrates 108 bereitgestellt wird - in Ansicht 3310
hervorgehoben mittels der Markierung 3302 - von dem Reflektor

umgelenkt wird (114)

In einer Ausgestaltung kann der Reflektor 110 Teil,
beispielsweise ein Bereich, des zweiten Substrates 108 bzw.

des Gehduses 108 sein.

In der Ansicht 3320 ist eine konkretere Darstellung 3320 der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung 3310 dargestellt.

zum Einstellen des Einfallswinkels kann, dhnlich oder gleich
zu einer der Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig.17, das
wenigstens eine optoelektronische Bauelement ausgelenkt
werden (3304) - dargestellt in Ansicht 3330. Ein Einstellen
des Einfallswinkels kann in verschiedenen Ausgestaltungen
auch als Andern der Abstrahlcharakteristik verstanden werden.
Dadurch kann beispielsweise der Verlust an bereitgestellter

elektromagnetischer Strahlung 102 reduziert werden

In verschiedenen Ausgestaltungen kann im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des wenigstens einen
optoelektronischen Bauelementes, der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, beispielsweise der dargestellten
optoelektronischen Bauelementevorrichtung der Ansicht 3320,
ein weiteres optisches Bauelement, beispielsweise eine Linse

3306, angeordnet sein.

In einer Ausgestaltung kann das Strahlungsfeld der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 mittels
wenigstens eines weiteren optischen Bauelementes,
beispielsweise der Linse 3306, derart aufgeweitet werden,
dass beispielsweise die von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung bereitgestellte elektromagnetische

Strahlung omnidirektional abgestrahlt werden kann. Mit
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anderen Worten: die elektromagnetische Strahlung kann von der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 in alle
Richtungen bereitgestellt oder in einer anderen Ausgestaltung

auch aus allen Richtungen aufgenommen werden.

In einer weilteren Ausgestaltung kann mittels der weiteren
optischen Elemente bzw. optischen Bauelemente die
Lichtmischung der ringfdrmig, angeordneten optoelektronischen
Bauelement, gemdl verschiedenen Ausgestaltungen, verbessert
werden. kann es jedoch mittels Fresnel-Reflektionen zu

Effizienzverlusten kommen

Fig.34 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt ist eine optoelektronische Bauelementevorrichtung
100 gemdl einer der Ausgestaltung der Beschreibung der Fig.l
bis Fig.33, beispielsweise der Ausgestaltung der Ansicht 3340
der Fig.33.

In verschiedenen Ausgestaltungen kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung 3340 mit einer weiteren
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 3402 im
kdrperlichen Kontakt ausgebildet sein, beispielsweise in

einer Riicken-an-Rilicken-Anordnung (back-to-back).

In einer Riicken-an-Briicken-Anordnung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtungen kann beispielsweise eine
omnidirektional, elektromagnetische Strahlung 3404
bereitstellende, optoelektronische Bauelementevorrichtung

3410, beispielsweise eine Beleuchtung, ausgebildet werden.

Mit anderen Worten: mittels einer Riicken-an-Rilicken-Anordnung
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung, gemdl
verschiedenen Ausgestaltung, kann eine Beleuchtung
ausgebildet werden, mit der eine omnidirektionale Abstrahlung

elektromagnetischer Strahlung realisiert werden kann. Die
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optoelektronischen Bauelementevorrichtungen kdnnen derart
angeordnet sein, dass die bereitgestellte elektromagnetische
Strahlung der optoelektronischen Bauelemente in

unterschiedliche Richtungen des Raumes bereitgestellt wird.

Die optoelektronische Rauelementevorrichtung 3340 und/oder
die weitere optoelektronischen Bauelementevorrichtung 3402
kann/kénnen dhnlich oder gleich einer der Ausgestaltungen der
optoelektronischen Bauelemente der Beschreibungen der Fig.l

bis Fig.33 ausgebildet sein.

Die optoelektronische Rauelementevorrichtung 3340 und/oder
die weitere optoelektronische Bauelementevorrichtung 3402

kénnen eine gleiche oder unterschiedliche Bauart aufweisen.

Eine unterschiedliche Bauart kann beispielsweise Unterschiede
in der Farbvalenz bereitgestellter elektromagnetischer

Strahlung aufweisen.

Fig.35 zeigt optoelektronische Bauelementevorrichtungen,

gemédl verschiedenen Ausgestaltungen.

Die optoelektronischen Bauelementevorrichtungen 3510, 3530
kdnnen gemdl Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l bis

Fig.34 eingerichtet sein.

In den schematischen Ansichten 3510, 3530 sind
optoelektronische Bauelementevorrichtungen mit
unterschiedlichem Durchmesser D der ringfdrmigen Struktur 502
und/oder unterschiedlicher Anzahl optoelektronischer

Bauelemente 104 dargestellt.

Mittels der Anzahl der optoelektronischen Bauelementes 104
und/oder der Form des Reflektors 110 kann beispielsweise die
Form des Strahlungsfeldes 3520, 3540, beispielsweise des
Fernfeldes 3520, 3540 der von der optoelektronischen
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Bauelementevorrichtung bereitgestellten elektromagnetischen

Strahlung eingestellt werden.

In der ersten Ausgestaltung 3510 mit Strahlungsfeld 3520 sind
beispielsweise acht optoelektronische Bauelemente 104
konzentrisch um einen Reflektor 110 angeordnet. Die
ringfdrmige Struktur 502 kann beispielsweise einen
Innendurchmesser von 9 mm aufweisen. Die optoelektronischen
Bauelemente 104 kénnen beispielsweise als InGaN-Diode 104
eingerichtet sein, beispielsweise als OSLON SSL. Das
Strahlungsfeld 3520 kann beispielsweise die Form dhnlich oder
gleich einem Spot aufweisen, beispielsweise eines

kollimierten Strahlflecks.

In der zweiten Ausgestaltung 3530 mit Strahlungsfeld 3540 ist
eine optoelektronische Bauelementevorrichtung d&hnlich der
Ausgestaltung 3510 dargestellt, wobei jedoch 17
optoelektronische Bauelemente 104, beispielsweise InGaN-
Dioden 104, beispielsweise OSLON SSL 104, konzentrisch um den
Reflektor 110 angeordnet sind.

Der Reflektor 110 der Ansicht 3530 ist entsprechend
vergroBert, das heilt skaliert beziliglich des Reflektors 110
der Ausgestaltung der Ansicht 3510.

Die ringfdrmige Struktur 502 der Ausgestaltung der Ansicht
3530 kann einen Innendurchmesser von ungefdhr 19 mm

aufweisen.

In den Fernfeldern 3520, 3540 der beiden Ausgestaltungen der
Ansichten 3510, 3520 kann erkannt werden, dass das
Strahlungsfeld in Abhdngigkeit der Ausgestaltung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 unterschiedlich

ausgebildet werden kann.

Fig.36 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemdl verschiedenen Ausgestaltungen.
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Dargestellt ist eine optoelektronische
Bauelementevorrichtung, wobei mehrere ringfdrmige Strukturen
502 mit optoelektronischen Bauelement 104 {ibereinander

angeordnet sind, beispielsweise gestapelt sind.

Mit anderen Worten: mehrere optoelektronische Bauelemente 104
kénnen vertikal ilbereinander und horizontal nebeneinander in
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung 100 angeordnet

sein.

In einer Ausgestaltung kénnen die mehreren {ibereinander
angeordneten optoelektronischen Bauelemente 104 vor dem
Ausbilden 204 einer ringfdrmigen Anordnung 502 und/oder
ringfdrmigen Struktur 502 optoelektronischer Bauelemente 104
des ersten Substrates 106 nebeneinander auf einem gemeinsamen

ersten Substrat 106 angeordnet sein.

In einer Ausgestaltung kénnen zweil oder mehr gefaltete erste
Substrate 106 mit optoelektronischen Bauelementen 104

nacheinander, {ibereinander angeordnet werden.

In einer Ausgestaltung kénnen die mehreren ringfdrmigen
Strukturen beispielsweise konzentrisch um einen gemeinsamen

Reflektor angeordnet sein - dargestellt in der Ansicht 3610.

In einer Ausgestaltung kénnen die mehreren ringfdrmigen
Strukturen nebeneinander konzentrisch um den gemeinsamen
Reflektor angeordnet werden - dargestellt in der Ansicht
3110. Mit anderen Worten: die mehreren ringfdrmigen

Strukturen kdnnen ilibereinander angeordnet sein.

Mittels mehrerer ringfdrmigen Strukturen ibereinander
und/oder einem Andern des Innendurchmessers der ringfdrmigen
Struktur der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

kénnen/kann die Feldverteilung der elektromagnetischen
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Strahlung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

angepasst werden.

In den Ansichten 3620, 3630, 3640 ist die Feldverteilung
elektromagnetischer Strahlung einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung gemdl der Ausgestaltung 3610

dargestellt.

In der Ansicht 3620 ist das Nahfeld der Ausgestaltung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung der Ansicht 3610

dargestellt.

In den Ansichten 3630, 3640 ist das Fernfeld der
Ausgestaltung der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
der Ansichten 3610 dargestellt.

Das in der Ansicht 3630 dargestellte Fernfeld hat eine Breite

von ungefahr 6 m.

Die in Ansicht 3640 gemessene Verteilung des Fernfeldes der
elektromagnetischen Strahlung ist in einer Entfernung von
ungefdhr 2 m von der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung bestimmt worden.

Fig.37 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gem&l verschiedenen Ausgestaltungen.

In der Ansicht 3710 ist eine schematische Draufsicht auf eine
konkrete optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdl einer
der Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.l bis Fig.36
dargestellt.

In der Ansicht 3710 sind 12 optoelektronische Bauelement,
beispielsweise OSLON LEDs, zu erkennen, die um einen
Reflektor 110 &hnlich oder gleich einem Prisma angeordnet

sind.
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Wie zu erkennen ist, konnen die optoelektronischen
Bauelemente einen Reflektor 110 teilweise oder ganz umgeben,
beispielsweise konzentrisch zu einer Symmetrieachse 3004 des
Reflektors 110.

In einer Ausgestaltung, dargestellt in Ansicht 3710, kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung derart ausgebildet
sein, dass ein Reflektor 110 nur teilweise von
optoelektronischen Bauelementen 104 umgeben wird,
beispielsweise nur in einzelnen Segmenten der ringfdrmigen
Struktur 502. Der Reflektor 110 kann beispielsweise derart
ausgebildet sein, dass ein linearer oder elliptischer
Beleuchtungskegel, bzw. eine lineare oder elliptische
Abstrahlcharakteristik bzw. ein lineares oder elliptisches
Beleuchtungsmuster, ausgebildet wird. Der Reflektor 110 kann
dazu beispielsweise eine asymmetrische oder
spiegelsymmetrische Form aufweisen, das heiBt keine

Rotationssymmetrie aufweisen.

Das Nahfeld 3720 der, von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung bereitgestellten, elektromagnetischen
Strahlung der Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung der Ansicht 3710 ist in der Ansicht
3720 dargestellt.

Das Fernfeld 3730 der von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung bereitgestellten, elektromagnetischen
Strahlung der Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung der Ansicht 3710 ist in der Ansicht
3730 dargestellt.

Die dargestellte Ansicht weist eine Breite von ungefdhr 10 m
auf und wurde in einer Entfernung von ungefdhr 2 m von der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung gemessen.

Das Nahfeld 3720 und/oder das Fernfeld 3730 der von der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung beispielsweise
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bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung, kann einen
linearen und/oder elliptischen Beleuchtungskegel aufweisen -
dargestellt in den Ansichten 3720, 3730.

Eine lineare und/oder elliptische Ausleuchtung kann
beispielsweise fiir eine fladchige Ausleuchtung eines Raumes,
fliir StraBenbeleuchtung, fiir T5/T8 Retrofit-Beleuchtungen
und/oder als Scheinwerferlicht, beispielsweise als
Abblendlicht, beispielsweise bei Kraftfahrzeugen,

beispielsweise Automobilen, verwendet werden.

Fig.38 zeigt eine optoelektronische Bauelementevorrichtung,

gemédl verschiedenen Ausgestaltungen.

In der Ansicht 3810 ist eine schematische Draufsicht auf eine
konkrete optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdl einer
der Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.l bis Fig.37
dargestellt.

In der Ansicht 3810 sind 16 optoelektronische Bauelemente,
beispielsweise OSLON 80° LEDs, zu erkennen, die um einen
Reflektor 110 &hnlich oder gleich einem Prisma angeordnet

sind.

Mit anderen Worten: die optoelektronische
Bauelementevorrichtung kann derart ausgebildet sein, dass die
optoelektronischen Bauelemente einen asymmetrischen oder
spiegelsymmetrischen Reflektor 110 vollstdndig umgeben.
Dadurch kann ein rechteckiger Beleuchtungskegel ausgebildet
werden, der fiir verschiedene Anwendungen verwendet werden
kann beispielsweise in der Allgemeinbeleuchtung,
beispielsweise fiir eine fldchige Raumausleuchtung,

Stralenbeleuchtung, Fernlicht eines Automobils.

Der Durchmesser der ringfdrmigen Struktur 502 kann einen Wert

mit einem Betrag von ungefdhr 19 mm aufweisen.
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Wie zu erkennen ist, konnen die optoelektronischen
Bauelemente 104 eine Reflektor 110 teilweise oder ganz
umgeben, beispielsweise konzentrisch zu einer Symmetrieachse
3004 des Reflektors 110.

Das Nahfeld 3820 der, von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung 3810 bereitgestellten,
elektromagnetischen Strahlung der Ausgestaltung der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung der Ansicht 3810
ist in der Ansicht 3820 dargestellt.

Das Fernfeld 3830 der, von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung bereitgestellten, elektromagnetischen
Strahlung der Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung der Ansicht 3710 ist in der Ansicht
3730 dargestellt. Dargestellte Ansicht weist eine Seite von
ungefdhr 10 m auf und wurde in einer Entfernung von ungefdhr
2 m von der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

gemessen.

Das Nahfeld 3820 und/oder das Fernfeld 3830 der von der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung beispielsweise
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung, kann einen
rechteckigen und/oder elliptischen Beleuchtungskegel

aufweisen - dargestellt in den Ansichten 3820, 3830.

Eine rechteckige und/oder elliptische Ausleuchtung kann
beispielsweise fiir eine fladchige Ausleuchtung eines Raumes,
flir StraBenbeleuchtung, fiir T5/T8 Retrofit-Beleuchtungen
und/oder als Scheinwerferlicht, beispielsweise als Fernlicht,
beispielsweise bei Kraftfahrzeugen, beispielsweise

Automobilen, verwendet werden.

Die konkrete Ausgestaltung von Nahfeld 2820 und Fernfeld 2830
kénnen mittels der Form des Reflektors 110 und der Anzahl und
Anordnung der optoelektronischen Bauelemente 104 eingestellt

werden.
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Fig.39 zeigt eine Darstellung zum Betrieb eines
optoelektronischen Bauelementes, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

In verschiedenen Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.l
bis Fig.38 sind optoelektronischen Bauelemente mit
verdnderlichen, d.h. einstellbarem, Strahlungsfeld

dargestellt.

In der Ansicht 3910 ist, ohne Beschridnkung der Allgemeinheit,
eine optoelektronische Bauelementevorrichtung dargestellt,
bei der einzelne optoelektronischen Bauelemente 104 -
angedeutet mittels der Pfeile 3902 unterschiedlich

angesteuert werden kdnnen.

In einer weiteren Ausgestaltung kdnnen einzelne Bereiche der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung Richtung einzelnen,
beispielsweise individuell, in Gruppen, beispielsweise

Clustern, Pixeln und/oder miteinander korreliert angesteuert

werden.

Dadurch kann die Feldverteilung der elektromagnetischen
Strahlung, beispielsweise das Strahlprofil und/oder die
Intensitdt der elektromagnetischen Strahlung, der
optoelektronischen Bauelemente wadhrend des Betriebes der

optoelektronischen Bauelementevorrichtung eingestellt werden.

In einer Ausgestaltung kdnnen einzelne Bereiche
beispielsweise separat angesteuert werden und/oder separat

eingeschaltet und ausgeschaltet werden.

In einer Ausgestaltung kdnnen die einzelnen Bereiche der
ringfdrmigen Struktur 502 mit optoelektronischen Bauelementen
eingerichtet sein, die beispielsweise optoelektronische

Bauelemente unterschiedlicher Bauart, beispielsweise mit
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unterschiedlichen optoelektronischen Eigenschaften,

beispielsweise mit unterschiedlicher Farbvalenz aufweisen.

In einer Ausgestaltung kdnnen die optoelektronischen
Bauelemente beispielsweise einzelnen gepulst angesteuert
werden, beispielsweise gedammt werden, beispielsweise

Phasenanschnitts und/oder Phasenabschnitts gedimmt werden.

In einer Ausgestaltung kann das Ansteuern einzelner Bereiche
der optoelektronischen Bauelementevorrichtung beispielsweise
zum Umschalten zwischen verschiedenen Betriebsmodi der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise
aus, Tagfahrlicht, Abblendlicht oder Fernlicht, eingerichtet
sein. Beispielsweise kann mittels Ansteuerns einzelner
Bereiche der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
zwischen den Beleuchtungskegeln der Ausgestaltungen der

Beschreibung der Fig.37 und Fig.38 umgeschaltet werden.

Die optoelektronischen Bauelemente k&nnen beispielsweise
einzeln gepulst angesteuert werden, wodurch das Strahlprofil
und damit das Beleuchtungsmuster individuell und/oder
stufenlos eingestellt werden kann. Beliebige Zwischenzustande
des Beleuchtungskegels und weitere abweichende beispielsweise
asymmetrische Beleuchtungskegel kénnen in verschiedenen

Ausgestaltungen dadurch auch realisiert werden.

In einer Ausgestaltung kann das Umschalten zwischen den
einzelnen Betriebsmodi mittels einer Blende im Strahlengang
der elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen

Bauelemente eingerichtet sein.

Das Umschalten zwischen verschiedenen Betriebsmodi der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung kann beispielsweise
das Fernfeld, der von der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung beispielsweise bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung, verdndert werden - dargestellt

mittels der unterschiedlichen Fernfelder einer
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optoelektronischen Bauelementevorrichtung in den Ansichten
3820, 3730.

In einer Ausgestaltung kann das Umschalten zwischen
unterschiedlichen Betriebsmodi der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, beispielsweise mittels eines Anderns
der Anzahl aktiv Strahlungs-bereitstellender

optoelektronischer Bauelemente.

Fig.40 zeigt fotografische Darstellungen einer Ausgestaltung

einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung.

In Fotografien 4010, 4020, 4030, 4040, 4050,4060 dargestellt
sind Ansichten 4010, 4020, 4030, 4040, 4050,4060 einer
Ausgestaltung einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
aus der Perspektive einer nahen Draufsicht fiir 4010, 4020,
4030, und einer weiter entfernten seitlichen Perspektive
4040,4050,4060.

In der Ausgestaltung ist ein seitlich zu der
Abstrahlungsrichtung angeordneter Kihlkorper 2802 und OSLON-
LEDs 104, die konzentrisch um einen Aluminium-Reflektor 110
angeordnet sind, zu erkennen, wobei der Reflektor 110 als ein

Teil des Gehduses 108 ausgebildet ist.

In den Ansichten 4010, 4040 ist die optoelektronische
Bauelementevorrichtung im ausgeschalteten Zustand zu

erkennen.

In den Ansichten 4020, 4050 ist die optoelektronische
Bauelementevorrichtung bei sehr geringem Betriebsstrom der

LEDs zu erkennen.

In den Ansichten 4030, 4060 ist die optoelektronische
Bauelementevorrichtung bei reguldren Betriebsbedingungen zu

erkennen.
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In dem ausgeschalteten Zustand 4010, 4040 der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung ist weiterhin eine
Projektion 4002 der optoelektronischen Bauelemente 104 auf

dem Reflektor zu erkennen.

Bei sehr geringem Strom ist in der seitlichen Perspektive
4040 das direkt von den optoelektronischen Bauelementen
bereitgestellte Licht 102 und das mittels des Reflektors

umgelenkte Licht 114 zu erkennen.

Bei reguldren Betriebsbedingungen der optoelektronischen
Bauelementevorrichtungen kann im Nahfeld der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung eine beleuchtete Flache mit
homogener Intensitdt und homogener Farbvalenz beobachtet

werden.

Fig.41 zeigt fotografische Darstellungen einer Ausgestaltung

einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung.

Dargestellt sind die Strahlungsfelder 4110, 4120, 4130 einer
Ausgestaltung einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, beispielsweise gemdB einer der
Ausgestaltungen der Beschreibung der Fig.l bis Fig.40,

beispielsweise der Ausgestaltung der Fig.40.

In den Ansichten 4110, 4120 ist in unterschiedlichen
Perspektiven das Nahfeld der, von der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung bereitgestellten, elektromagnetischen

Strahlung zu erkennen.

In der Ansicht 4130 ist das Fernfeld der elektromagnetischen
Strahlung, das von der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung bereitgestellt wird, zu erkennen.

In den Ansichten 4110, 4120, 4130 zu erkennen ist eine sehr

homogene Lichtfarbe und eine Abstrahlungscharakteristik der
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bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung ungefahr einem

Lambert “schen-Strahler.

Fig.42 zeigt optoelektronische Bauelementevorrichtungen,

gemédl verschiedenen Ausgestaltungen.

Dargestellt sind unterschiedliche Ausgestaltungen
optoelektronischer Bauelementevorrichtungen 4210, 4220, 4230,
4240 mit unterschiedlich ausgestalteten Blenden 4204, 4204 im

Lichtweg der optoelektronischen Bauelemente 104.

Die optoelektronische Bauelementevorrichtung kann dhnlich
oder gleich einer der Ausgestaltung der Beschreibung der
Fig.l bis Fig.41 eingerichtet sein. Beispielsweise kann die
optoelektronische Bauelementevorrichtung mit Blende 4202 im
Lichtweg der optoelektronischen BRauelemente 104
unterschiedlich ausgestaltete Reflektoren aufweisen -
dargestellt in den Ansichten 4210, 4220 fiir eine Kreisblende
4202 und einen rotationssymmetrischen Reflektor 110 (Ansicht
4210) und einen spiegelsymmetrischen Reflektor 110
(dargestellt) oder asymmetrischen Reflektor 110,
beispielsweise dhnliche oder gleich einem Prisma (Ansicht
4220) .

Die Blende 4202 kann beziiglich der ringfdrmigen Struktur 502
eine konzentrische Offnung aufweisen, beispielsweise &hnlich

oder gleich einer Lochblende und/oder einer Kreisblende.

In einer weiteren Ausgestaltung kann die Blende 4202 eine

asymmetrische Offnung aufweisen.

In einer weiteren Ausgestaltung kann die Blende 4202 nur auf
oder iiber Teilen der ringfdrmigen Struktur 502 im Lichtweg
wenigstens einiger der optoelektronischen Bauelemente

angeordnet sein.
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Die Blende im Lichtweg der optoelektronischen Bauelemente
kann jedoch beispielsweise auch als eine Schlitzblende 4204

eingerichtet sein - dargestellt in den Ansichten 4230, 4240.

Bei einem nicht rotationssymmetrischen Reflektor kann die
Blende 4204 eine Ausrichtung bzw. Orientierung beziiglich des

Reflektors 110 aufweisen, d.h. nicht rotationsinvariant sein.

Die Ausrichtung der Blende 4204 beziliglich des Reflektors 110
kann beispielsweise genutzt werden um den Betriebsmodus der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung zu andern,
beispielsweise bei einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung als Beleuchtung in einem Kraftfahrzeug
um zwischen dem Betriebsmodus Fernlicht und dem Betriebsmodus
Abblendlicht zu wechseln.

In einer Ausgestaltung kann die Blende 4202, 4204 im Lichtweg
der optoelektronischen Bauelemente 104 der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung gemdl verschiedenen Ausgestaltungen
auf der Seite, die dem Reflektor 110 zugewandt ist (nicht
sichtbar), beispielsweise aus einem hoch reflektierenden
Stoff gefertigt sein oder eine hoch reflektierende Oberflédche
aufweisen, beispielsweise eine total reflektierende
Oberfléche.

In einer weiteren Ausgestaltung kann die Blende auf der dem
Reflektor zugewandten Seite eine beliebig gekriimmte
Oberflédche zweiter und/oder hbdherer Ordnung aufweisen,
beispielsweise um auf die elektromagnetische Strahlung, die

auf die Blende einfallt, auf den Reflektor umzulenken.

Die Blenden kdnnen beispielsweise eingesetzt werden, um die
Blendwirkung der elektromagnetischen Strahlung zu reduzieren,
die direkt von den optoelektronischen Bauelementen 104 in die
Bildebene 122 bereitgestellt wird.
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Mittels Ausblendens oder Recycelns der elektromagnetischen
Strahlung, das heiBlt mittels Umlenkens der
elektromagnetischen Strahlung, die von den optoelektronischen
Bauelement unter grobem Winkel bereitgestellt und/oder
aufgenommenen wird, das heilt direkt bereitgestellte
elektromagnetische Strahlung, kann die Farbhomogenitdt der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in der
Bildebene 122 der optoelektronischen Bauelementevorrichtung
verbessert werden. Weiterhin kann dadurch ein scharfer
Ubergang, das heibt beispielsweise ein unstetiger Ubergang,
zwischen ausgeleuchteten und nicht ausgeleuchteten Fliachen
erzeugt werden, beispielsweise eine scharfe Hell/Dunkel-
Grenze in der Bildebene 122, beispielsweise fiir Abblendlicht

bei Kraftfahrzeugen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen werden optoelektronische
Bauelementevorrichtungen, ein Verfahren zum Herstellen
optoelektronischer Bauelementevorrichtungen und ein Verfahren
zum Betreiben einer optoelektronischen Bauelementevorrichtung
bereitgestellt, wobei in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, die optoelektronischen Bauelemente
derart ringfdrmig angeordnet sind, dass alle
optoelektronischen Bauelemente seitig zur Mitte der
ringfdrmigen Struktur hin elektromagnetische Strahlung
bereitstellen oder aufnehmen kénnen, beispielsweise bei einem
Chip-on-board —-Modul als optoelektronische
Bauelementevorrichtung mit LED-Chips als optoelektronische
Bauelemente, die Licht in die Mitte der ringfdrmigen Struktur
emittieren.

Uber einen beispielsweise in der Mitte der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung befindlichen Reflektor im Strahlengang
der elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen
Bauelemente, kann die bereitgestellte elektromagnetische
Strahlung, beispielsweise Licht, einmalig, senkrecht zu der
Ebene der ringfdérmigen Struktur reflektiert und gleichzeitig

gerichtet und gemischt werden.
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Die Hauptabstrahlrichtung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung, beispielsweise des LED-Moduls, kann
somit nicht senkrecht zur Strahlung-bereitstellenden
Oberflédche und/oder Strahlung-aufnehmenden Oberfliche des
optoelektronischen Bauelementes, beispielsweise der
Lichtemittierenden-Oberfldche der LED-Chips, und nicht
senkrecht zur Befestigungsfldche der optoelektronischen

Bauelemente, beispielsweise der LED-Chips, ausgerichtet sein.

Bei entsprechender Ausgestaltung des Reflektors,
beispielsweise beziiglich der dielektrischen Eigenschaften des
Reflektors, kann die optoelektronische Bauelementevorrichtung
fliir den gesamten Wellenld&ngenbereichs der elektromagnetischen
Strahlung, beispielsweise auch fiir den mit dem menschlichen
Auge nichtsichtbaren Teil des Wellenldngenspektrums der
elektromagnetischen Strahlung geeignet und anwendbar sein,
beispielsweise filir infrarote und/oder ultraviolette
Strahlung, beispielsweise mittels einer infraroten

Leuchtdiode oder einem infraroten Laser.

Das Verwenden von elektromagnetischer Strahlung im Infrarot-
Wellenladngenbereich kann beispielsweise fiir Anwendungen der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung im Bereich der
Sicherheitstechnik und/oder Uberwachungstechnik realisiert
sein, beispielsweise zum Ausleuchten der Umgebung einer

Kamera bzw. eines Sensors.

Mittels des Reflektors kann elektromagnetische Strahlung, die
fliir das menschliche Auge sichtbar und auch unsichtbar ist
gemischt werden. Der fiir das menschliche Auge nicht sichtbare
Teil der elektromagnetischen Strahlung kann beispielsweise
flir Infrarotkameras und/oder Infrarotsensoren, beispielsweise

zur Ausleuchtung der Umgebung verwendet werden.

Mittels der ringfdrmigen Anordnung der optoelektronischen
Bauelemente in Verbindung mit dem Reflektor kann, bei maximal

nur geringem Effizienzverlust, mit der optoelektronischen
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Bauelementevorrichtung eine gute Strahlungsdurchmischung,
beispielsweise eine gute Lichtdurchmischung (Intensitdt- und
Farbmischung), erreicht werden. Dies kann mittels der
einmaligen Reflektion des Lichts vom Reflektor und der
Vermeidung von Rickstreuung der elektromagnetischen Strahlung
auf die optoelektronischen Bauelemente, beispielsweise LED-
Chips, aufgrund von fehlendem Diffusormaterial im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung der
optoelektronischen Bauelemente in der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung erreicht werden.

Da sich die optoelektronischen Bauelemente, beispielsweise
LED-Chips, und die Optik, beispielsweise der Reflektor, in
lateraler und vertikaler Richtung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung dichter packen lassen, kann die
optoelektronischen Bauelementevorrichtung beziiglich
herkdmmlicher optoelektronischer Bauelementevorrichtungen bei
gleicher Strahlungsdichte, beispielsweise Lichtleistung, eine
kompaktere Bauform und bei gleichen lateralen Abmessungen der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung eine hohere

optische Leistungsdichte erzielt werden.

Zusatzlich kann mittels Verwendens eines semipermeablen
Reflektors der Boden der ringfdrmigen Struktur der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung fiir weitere
optoelektronische Bauelemente, beispielsweise LED-Chips,
genutzt werden. Dadurch kann eine elektromagnetische
Strahlungsquelle, beispielsweise eine Beleuchtung, mit hoher
Effizienz bei gleichzeitig kompakter Bauform realisiert

werden.

In verschiedenen Ausfihrungsformen kann bei der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung auf Strahl-

formende, optische Elemente verzichtet werden.

In Verbindung mit der materialsparenden, kompakten Bauweise

der optoelektronischen Bauelementevorrichtung kann
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beispielsweise eine kostengiinstige LED-Lichtquelle
ausgebildet werden.
Die optoelektronischen Bauelementevorrichtung, beispielsweise
ein LED-Modul gemdl verschiedenen Ausgestaltungen, kann auf
einfache Weise skaliert werden, beispielsweise mittels des
Durchmessers der ringfdrmigen Struktur und damit der
maximalen Anzahl optoelektronischer Bauelement und/oder der
Anzahl {ibereinander angeordneter ringfdrmige Strukturen mit

optoelektronischen Bauelementen.

Ferner kann die ringfdrmige Bauform der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung Vorteile bei der Entwdarmung aufweisen,
beispielsweise dem Abfiihren der Abwdrme der
optoelektronischen Bauelemente, beispielsweise beim Anordnen
eines Kiihlkdrpers in der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung. Mittels Trennens von Warmequelle und
Optik kann die thermische Belastung der Optik reduziert
werden. Beil Verwendung eines wellenlangenkonvertieren
FElementes, beispielsweise einer Leuchtstoffschicht, auf oder
Uiber dem Reflektor kann der Reflektor als zusdtzliche
Warmesenke verwendet werden. Dadurch kann die
wellenldngenkonvertierende Struktur, beispielsweise eine
Leuchtstoffschicht, beispielsweise eine Phosphorschicht,

besser gekihlt werden.

Mittels Separierens von Strahlungsquelle und Optik
(Reflektor) kdnnen unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken
des Strahlungsfeldes, beispielsweise des Lichtfeldes,

ausgebildet werden.

Die ringfdrmige Anordnung der optoelektronischen Bauelemente,
beispielsweise die ringfdrmige Struktur mit
optoelektronischen Bauelement, kann den Boden der
ringfdrmigen Struktur der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung freimachen, beispielsweise freigeben.
Mittels des freigewordenen Bodens der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung kénnen auf dem Boden, beispielsweise



10

WO 2014/048896 PCT/EP2013/069783

135
der Vorder- und/oder Rickseite des Bodens, elektronische
Komponenten zum Ansteuern der optoelektronischen Bauelemente
aufgebracht bzw. angebracht werden. Dadurch kann eine
kompaktere Bauform der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung realisiert werden.

Mittels einer Riicken—-an Riickenanordnung zweier
optoelektronischer Bauelementevorrichtung kann eine
optoelektronischen Bauelementevorrichtung mit
omnidirektionale Abstrahlcharakteristik in kompakter Bauform

realisiert werden.
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Patentanspriiche

Optoelektronische Bauelementevorrichtung (100),

aufweisend:

mehrere optoelektronische Bauelemente (104),

eingerichtet zum Bereitstellen und/oder Aufnehmen von

elektromagnetischer Strahlung (102);

einen Reflektor (110), der im Strahlengang der

elektromagnetischen Strahlung der mehreren

optoelektronischen Bauelemente (104) angeordnet ist, und
der eine wenigstens teilweise beziliglich der

bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung (102)

reflektierende Oberfldche (112) aufweist;

. wobeil die mehreren optoelektronischen Bauelemente
(104) den Reflektor (110) wenigstens teilweise
umgeben oder wenigstens teilweise von dem Reflektor
(104) umgeben sind; und

. wobeil der Reflektor (110) derart eingerichtet ist,
dass er eine bereitgestellte elektromagnetische
Strahlung derart reflektiert, dass eine vorgegebene
Feldverteilung der reflektierten
elektromagnetischen Strahlung in der Bildebene der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung (100)

ausgebildet wird.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdal

Anspruch 1,

wobeil ein optoelektronisches Bauelement (104) einen
Halbleiter-Chip (104) aufweist oder als ein Halbleiter-
Chip (104) eingerichtet ist, wobei der Halbleiter-Chip
(104) elektromagnetische Strahlung aufnimmt und/oder
bereitstellt.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdal

Anspruch 2,
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wobeil ein optoelektronisches Bauelement (104) eine
Leuchtdiode (104) aufweist oder als eine Leuchtdiode

(104) eingerichtet ist.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung (100) gemadl
einem der Anspriiche 1 bis 3,

wobeil die mehreren optoelektronischen Bauelemente (104)
sich in wenigstens einer optoelektronischen Eigenschaft
unterscheiden, insbesondere der Farbvalenz und/oder
Intensitdt der bereitgestellten und/oder aufgenommenen

elektromagnetischen Strahlung.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung (100) gemadl
einem der Anspriiche 1 bis 4,

wobei die vorgegebene Feldverteilung das Homogenisieren,
das Andern der Farbvalenz und/oder das Ausbilden einer
vorgegebenen Form der Feldverteilung der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in der
Bildebene der optoelektronischen Bauelementevorrichtung

aufweist.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdl einem der
Anspriche 1 bis 5,

wobei die optoelektronische Bauelementevorrichtung (100)
mit einer weiteren optoelektronischen
Bauelementevorrichtung (3402) k&rperlich verbunden ist,

insbesondere in einer Riicken—-an—-Rilicken-Anordnung (3410).

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdl einem der
Anspriche 1 bis 5,

ferner aufweisend ein Gehduse (108), wobei das Gehduse
(108) die mehreren optoelektronischen Bauelemente (104)
und den Reflektor (110) wenigstens teilweise umgeben,
wobei der Reflektor (110) auf dem Boden des Gehduses
(108) aufgebracht ist und/oder der Boden des Gehduses
(108) als Reflektor (110) eingerichtet ist.
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Optoelektronische Bauelementevorrichtung (100) gemdl der
Anspruch 6,7
wobeli auf oder {iber dem Boden des Gehduses (108) weitere

optoelektronische Bauelemente (2602) aufgebracht sind.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung (100) gemadl
einem der Anspriiche 1 bis 8,

wobel der Reflektor einen Hohlraum aufweist, wobei in
dem Hohlraum elektronische Komponenten (2902) angeordnet
sind, wobei die elektronischen Komponenten (2902) zum
Steuern der Feldverteilung der elektromagnetischen
Strahlung in der Bildebene (122) der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung (100) eingerichtet sind.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung (100),
aufweisend:

mindestens ein optoelektronisches Bauelement (104),
eingerichtet zum Bereitstellen und/oder Aufnehmen von
elektromagnetischer Strahlung (102);

einen Reflektor (110), der im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung des mindestens einen
optoelektronischen Bauelemente (104) angeordnet ist, und
der eine wenigstens teilweise beziliglich der
bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung (102)
reflektierende Oberfldche (112) aufweist;

wobeil der Reflektor (100) derart eingerichtet ist, dass
die Form der reflektierenden Oberfldche (112) des

Reflektors (110) lokal verdnderlich ausgebildet ist.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemdal

Anspruch 10,

zum Verdndern der lokalen Form der reflektierenden

Oberfldche (112) des Reflektors (110) aufweisend:

° eine Vorrichtung zum Bewegen des Reflektors,
insbesondere zum Heben, Senken und/oder Drehen des
Reflektors (110);
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eine Vorrichtung zum Verdndern der lokalen
Einfallswinkel (118), insbesondere Piezo-betriebene
und/oder mikroelektromechanische, facettenartige
reflektierende Oberfldchensegmente; und/oder
einen Reflektor (110) aus einem elastischen Stoff
und eine Vorrichtung zum elastischen Andern der
Form des Reflektors (110), insbesondere eine
mechanische Feder und/oder einer Vorrichtung zum
Andern der Zugkraft und/oder der Druckkraft auf
einen Reflektor (110) und/oder einer Vorrichtung

zum Andern des Druckes im Reflektor (110).

Verfahren (200) zum Herstellen einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung (100), das Verfahren aufweisend:

Bilden (204) einer Anordnung (502) mit mehreren
optoelektronischen Bauelementen (104) und einem
Reflektor (110) derart, dass die optoelektronischen
Bauelemente (104) den Reflektor (110) wenigstens
teilweise umgeben;

wobeil die mehreren optoelektronischen Bauelemente
(104) eingerichtet sind zum Bereitstellen und/oder
Aufnehmen von elektromagnetischer Strahlung;

wobei der Reflektor (110) im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung der optoelektronischen
Bauelemente (104) angeordnet wird, und

wobeil der Reflektor (110) eine wenigstens teilweise
bezliglich der bereitgestellten elektromagnetischen
Strahlung (102) reflektierende Oberfldche (112)
aufweist; und

wobel der Reflektor (110) und/oder die
optoelektronische Bauelement (104) zur indirekten
Beleuchtung der Bildebene (122) der
optoelektronische Bauelementevorrichtung (100)

angeordnet werden.

Verfahren gemal Anspruch 12,
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wobeil ein optoelektronisches Bauelement (104) einen
Halbleiter-Chip (104) aufweist oder als ein Halbleiter-
Chip (104) ausgebildet wird, wobei der Halbleiter-Chip
(104) elektromagnetische Strahlung aufnimmt und/oder
bereitstellt.

Verfahren gemdB einem der Anspriiche 12 oder 13,

wobeil das Bilden (204) einer Anordnung (502) das
Aufbringen (202) oder Ausbilden (202) mehrerer
optoelektronischer Bauelement (106) auf oder {iber einem
Substrat (106) aufweist, wobeil das Substrat (106)
mechanisch flexibel eingerichtet ist und das Bilden
(204) einer Anordnung (502) einen Prozess beziiglich des
Substrates (106) aufweist aus der Gruppe der Prozesse:
ein Biegen; ein Falten; ein Rollen; ein Kriimmen ein

Aufstellen; und/oder ein Aufrichten.

Verfahren zum Betreiben einer optoelektronischen

Bauelementevorrichtung (100), das Verfahren aufweisend:

. Bereitstellen einer Feldverteilung
elektromagnetischer Strahlung (114) in der
Bildebene (122) einer optoelektronischen
Bauelementevorrichtung (100), wobei die
Feldverteilung elektromagnetischer Strahlung von
mehreren optoelektronischen Bauelementen (104) der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung (100)
bereitgestellt und/oder aufgenommen wird,

° Andern der Feldverteilung der elektromagnetischen
Strahlung (104) in der Bildebene (122) der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung,

. wobei in der Bauelementevorrichtung (100) im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung des
optoelektronischen Bauelementes (104) ein Reflektor
(110) mit verdnderlicher Form ausgebildet ist,
wobei das Andern der Feldverteilung ein Verandern
des Einfallswinkels (118) der bereitgestellten
elektromagnetischen Strahlung (102) auf der
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reflektierenden Oberflache (112) des Reflektors
(110) aufweist, wobei das Andern des
Einfallswinkels (118) mittels eines Anderns der
Form der reflektierenden Oberfldche (112) des
Reflektors (110) ausgebildet wird.

Verfahren gemal Anspruch 15,

wobeil mittels unterschiedlicher Ansteuerung der
mehreren, unterschiedlichen, optoelektronischen
Bauelemente (104) ein Andern der optoelektronischen
Figenschaften der bereitgestellten elektromagnetischen
Strahlung (114) in der Bildebene (122) der
optoelektronischen Bauelementevorrichtung (100),

ausgebildet wird.
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